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Remarque

Avant d’utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des consignes et
instructions de sécurité disponibles a I'adresse :

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
http://systemx.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.sysx.safety.doc/safety_pdf.pdf

Le serveur est destiné a étre utilisé dans un systéme ou une armoire toujours installé(e) sur le cété
chargement d’une unité de distribution d’alimentation (PDU) ou d’une alimentation de secours (UPS)
fournissant une protection de circuit de dérivation maximale de 20 A. La connexion globale du systéme/de
I’armoire a I’'alimentation principale doit &tre un connecteur type B enfichable.

En outre, assurez-vous que vous avez pris connaissance des conditions générales de la garantie Lenovo
associée a votre solution, disponibles a I’adresse :
http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup
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Sécurité

Before installing this product, read the Safety Information.

Ayl cllaadall 301 B aag opxiiall 13a S 5 (14

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes de Seguranca.
AERBEARTE 220, 4P Safety Information (Z&fHR) .
RERESZAN  HAMRE T LM, -

Prije instalacije ovog produkta obavezno proéitajte Sigurnosne Upute.

Pred instalaci tohoto produktu si prectéte pfirucku bezpeénostnich instrukei.

Laes sikkerhedsforskrifterne, for du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.
Ennen kuin asennat tdman tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.
Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Mpwv eykataoTroeTe TO TPOIOV autd, H1aBacTe TI§ MANPOQOPIES aopAlelas
(safety information).

MN"02N MK OR IRIP 0T 1¥I0 1"pRnw 197

Atermék telepitése el6tt olvassa el a Biztonsagi el6irasokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.
HROREDHNC. REFERESHAA IS,

= MZ2 dXdt) A0 2t B85S SN2,

[Mpen na ce mHCTAIMpa OBO] NPOJAYKT, NpourTajTe HH(popManmjaTa 3a 6Ge3deHOCT.

RISAAE S

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) fer du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, nalezy zapoznac sig
z ksiazka "Informacje dotyczace bezpieczenstwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes sobre Seguranca.
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Mepen ycTaHOBKOM NPOAYKTA MPOYTUTE UHCTPYKLIUA MO
TeXHUKe 6830I'IE.CHOCTM.

Pred instalaciou tohto zariadenia si pecitaje Bezpecnostné predpisy.
Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la informacion de seguridad.

Lé&s sakerhetsinformationen innan du installerar den har produkten.
Bygvafayfragwiis] §x P g aas

5 Ry AR AR AR RGN

Bu driind kurmadan énce glvenlik bilgilerini okuyun.

cdliie O )i 8 el jiiass 0k it Y enis [ iSTee

Yougq mwngz yungh canjbinj neix gaxgeng, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengg cungj vahgangj ancien siusik.

Liste de contréle d'inspection de sécurité

Utilisez les informations de cette section pour identifier les situations potentiellement dangereuses en lien
avec votre solution. Les éléments de sécurité requis ont été congus et installés au fil de la fabrication de
chaque machine afin de protéger les utilisateurs et les techniciens de maintenance contre tout risque
physique.

Remarque : Le produit n’est pas adapté a une utilisation sur des terminaux vidéo, conformément aux
réglementations sur le lieu de travail §2.

ATTENTION :

Cet équipement doit étre installé par un technicien qualifié, conformément aux directives NEC, IEC
62368-1 et IEC 60950-1, la norme pour la sécurité des équipements électroniques dans le domaine de
I'audio/vidéo, de la technologie des informations et des technologies de communication. Lenovo
suppose que vous étes habilité a effectuer la maintenance du matériel et formé a l'identification des
risques dans les produits présentant des niveaux de courant électrique. L'accés a I'appareil se fait via
I'utilisation d'un outil, d'un verrou et d'une clé, ou par tout autre moyen de sécurité et est contréle par
I'autorité responsable de I'emplacement.

Important : La solution doit étre mise a la terre afin de garantir la sécurité de I'opérateur et le bon
fonctionnement du systeme. La mise a la terre de la prise de courant peut étre vérifiée par un électricien
agréé.
Utilisez la liste de contrdle suivante pour vérifier qu'il n'existe aucune condition potentiellement dangereuse :
1. Vérifiez que I'alimentation est coupée et que le cordon d'alimentation est débranché.
2. Vérifiez I'état du cordon d'alimentation.

e Vérifiez que le connecteur de mise a la terre a trois fils est en parfait état. A I'aide d’un metre, mesurez
la résistance du connecteur de mise a la terre a trois fils entre la broche de mise a la terre externe et la
terre du chassis. Elle doit étre égale ou inférieure a 0,1 ohm.

e Vérifiez que le type du cordon d’alimentation est correct.

Pour afficher les cordons d'alimentation disponibles pour le serveur :
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a. Accédez au site Web.

http://dcsc.lenovo.com/#/

b. Cliquez sur Preconfigured Model (Modéle préconfiguré) ou Configure to order (Configuré sur
commande).

c. Entrez le type de machine et le modele de votre serveur pour afficher la page de configuration.

d. Cliquez sur I'onglet Power (Alimentation) - Power Cables (Cordons d'alimentation) pour
afficher tous les cordons d'alimentation.

e Vérifiez que la couche isolante n’est pas effilochée, ni déchirée.

3. Vérifiez 'absence de modifications non agréées par Lenovo. Etudiez avec soin le niveau de sécurité des
modifications non agréées par Lenovo.

4. Vérifiez la présence éventuelle de conditions dangereuses dans la solution (obturations métalliques,
contamination, eau ou autre liquide, ou encore flammes ou fumée).

5. Vérifiez que les cables ne sont pas usés, effilochés ou pincés.

6. Vérifiez que les fixations du carter du bloc d'alimentation électrique (vis ou rivets) sont présentes et en
parfait état.

© Copyright Lenovo 2020, 2022 v
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Chapitre 1. Introduction

Le Plateaux ThinkSystem SD650 Neptune DWC et boitier DW612 Neptune DWC est une solution 6U congue
pour le traitement de gros volumes de transactions réseau. Cette solution contient un boitier unique qui peut
contenir jusqu’a six plateaux SD650, congus pour fournir une plateforme dense et extensible pour les
solutions d’entreprise distribuées et les solutions hyperconvergées.

Figure 1. Boitier avec six plateaux SD650 installés

Cette solution bénéficie d'une garantie limitée. Pour plus d'informations sur la garantie, voir :
https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht503310

Pour plus d'informations sur votre garantie, voir :
http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

Spécifications

Les informations ci-apres récapitulent les caractéristiques et spécifications de la solution. Selon le modéle,
certains composants peuvent ne pas étre disponibles ou certaines spécifications peuvent ne pas
s'appliquer.
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Spécifications du boitier

Tableau 1. Spécifications du boitier

Spécification

Description

Bloc d'alimentation

Prend en charge six alimentations électriques en courant alternatif remplacables a
chaud

e CA1 300 watts
e CA 1500 watts
e CA 2000 watts
Important :

1. Les blocs d'alimentation et les blocs d'alimentation de secours qui se trouvent
dans le boitier doivent étre de puissance identique, en watts ou en niveau
d'efficacité.

2. Les blocs d’alimentation de 240 V en courant continu ne sont pas remplagables
a chaud. Pour retirer le cordon d’alimentation, assurez-vous de mettre le serveur
hors tension ou de déconnecter les sources d’alimentation en courant continu
sur le panneau du disjoncteur.

3. Pour que les produits ThinkSystem soient exempts d’erreur dans un
environnement électrique en courant continu ou en courant alternatif, un
systéme de mise a la terre TN-S conforme a la norme 60364-1 IEC 2005 doit étre
présent ou installé.

Module du contrdleur de
ventilation et d'alimentation
(FPC)

¢ Remplagable a chaud

Dimensions

Boitier 6U
e Hauteur : 263,3 mm (10,37 pouces)
e Profondeur : 914,5 mm (36 pouces)
e largeur: 447 mm (17,6 pouces)
* Poids:
— Entierement configuré (autonome) : environ 135,5 kg (298 Ibs)
— Boitier vide (carte médiane, FPC et cables) : environ 25 kg (55 Ibs)

Emissions acoustiques

e Actif: 7,0 bels
e Enveille : 6,5 bels
Remarques :

e |es valeurs suivantes représentent la pire configuration pour le refroidissement de
I'air. Les résultats du refroidissement de I'eau seraient significativement inférieurs.

e Le niveau sonore déclaré est basé sur les configurations spécifiées et peut varier
Iégérement selon les variations de configuration et de conditions.

e Les niveaux sonores déclarés peuvent augmenter considérablement si des
composants a forte puissance sont installés, tels que des cartes d’interface
réseau, des processeurs et des GPU a forte puissance.

Dissipation thermique

Dissipation thermique approximative :

e Configuration minimale (avec un plateau de configuration minimale) : 433 BTU/
heure (127 watts)

¢ Configuration maximale (avec six plateaux de configuration maximale) :
40 946 BTU/heure (12 000 watts)
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Tableau 1. Spécifications du boitier (suite)

Spécification

Description

Alimentation électrique

¢ Onde sinusoidale en entrée (50 - 60 Hz) requise
¢ Plage de tension en entrée :

— Minimum : 200V CA

— Maximum : 240V CA

Configuration requise pour
I'eau

e Débit de I'eau minimal : 6,0 litres par minute par boitier, en supposant 1,0 Ipm par
plateau de calcul, a raison de 6 plateaux par boitier (1 plateau comptant 2 nceuds
de traitement)

— Processeurs inférieurs a 205 W : 6,0 litres par minute par boitier, en supposant
1,0 Ipm par plateau de calcul, a raison de 6 plateaux par boitier (1 plateau
comptant 2 nceuds de traitement)

* Pression maximale : 4,4 barres

Remarque : L'eau requise pour remplir la boucle de refroidissement coté systeme
doit étre une eau raisonnablement propre et exempte de bactérie - (< 100 CFU/ml),
telles que I'eau déminéralisée, osmose inverse, déionisée ou distillée. L'eau doit étre
filtrée avec un filtre 50 microns (environ 288 mesh). L'eau doit étre traitée selon des
mesures permettant d'éviter toute prolifération biologique ou corrosion.

Chapitre 1. Introduction
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Spécifications du plateau

Tableau 2. Spécifications du plateau

Spécification Description

Dimensions Plateau

e Hauteur : 41,0 mm (1,6 pouces)

e Profondeur : 742,0 mm (29,2 pouces)
e Largeur: 438,0 mm (17,25 pouces)

¢ Poids estimé : 17,2 kg (38 Ib)

Environnement Le modéle Plateau de SD650 est conforme aux spécifications de la classe A2
ASHRAE.
Le modéle Plateau de SD650 est pris en charge dans I'environnement suivant :

e Température de l'eau :
— En fonctionnement : ASHRAE classe W4 : 2 — 45 °C (35,6 - 113 °F)

Remarque : Le modele Plateau de SD650 prend en charge jusqu’a 50 °C pour
les configurations spéciales et pour les utilisateurs finaux avec des conditions
d’exploitation suffisantes de centre de données. Pour plus d’informations,
consultez votre représentant Lenovo local.

e Température ambiante :

— En fonctionnement : ASHRAE classe A2 : 10 — 35 °C (50 — 95 °F) ; lorsque
I'altitude dépasse 900 m (2 953 pieds), la valeur de la température ambiante
maximum diminue de 1 °C (1,8 °F) tous les 300 m (984 pieds) a mesure que
|'altitude augmente.

— Solution hors tension : 5-45 °C (41 -113 °F)
— Stockage ou transport : -40 — 60 °C (-40 — 140 °F)
e Altitude maximale : 3 048 m (10 000 pieds)
e Humidité relative (sans condensation) :
- Fonctionnement :
— ASHRAE classe A2 : 8 % - 80 %, point de rosée maximal : 21 °C (70 °F)
— Expédition/stockage : 8 % - 90 %
e Contamination particulaire :

Les particules aériennes et les gaz réactifs agissant seuls ou en combinaison avec
d'autres facteurs environnementaux tels que I'humidité ou la température peuvent
représenter un risque pour la solution. Pour plus d’informations sur les limites
relatives aux particules et aux gaz, voir « Contamination particulaire » a la page
291.

Remarque : Cette solution est congue pour un environnement de centre de
données standard ; il est recommandé de la placer dans un centre de données
industriel.
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Spécifications du nceud

Tableau 3. Spécifications du nceud

Spécification

Description

Processeur (selon le modéle)

¢ Prend en charge jusqu'a deux processeurs multicceurs série Intel Xeon par nceud
(1 plateau étant composé de 2 noeuds)

e Cache de niveau 3

Remarques :

1. Utilisez I'utilitaire Setup Utility pour connaitre le type et la vitesse des
processeurs dans le nceud.

2. Pour obtenir la liste des processeurs pris en charge, voir https://
serverproven.lenovo.com/.

3. Lorsque certains processeurs sont installés, si le Mode d'amorcage UEFI est
défini sur Hérité, I'amorgage PXE a partir du port Ethernet Gigabit intégré peut
ne pas fonctionner correctement et il n'est pas pris en charge. Les processeurs
affectés sont tous des processeurs avec une matrice Omni Path intégrée. Voici
les modeéles de processeurs dont le nom se termine par un F et qui incluent
(sans s'y limiter) les modeles de processeur suivants :

e Processeur Intel Xeon Gold 6126F
e Processeur Intel Xeon Gold 6130F
e Processeur Intel Xeon Gold 6138F
e Processeur Intel Xeon Gold 6142F
¢ Processeur Intel Xeon Gold 6148F
® Processeur Intel Xeon Platinum 8160F

® Processeur Intel Xeon Platinum 8176F

Mémoire

Voir « Ordre d’installation du module de mémoire » dans le Guide de configuration
pour obtenir des informations détaillées sur la configuration et le paramétrage de la
mémoire.

e Emplacements : 12 emplacements DIMM + 4 emplacements DC Persistent
Memory Module (DCPMM) par nceud (1 plateau comporte 2 nceuds)

e Minimum : 8 Go (une seule barrette DIMM DDR4 par processeur)

e Maximum : 768 Go
- 384 Go (12 x 32 Go RDIMM)
- 768 Go (12 x 64 Go LRDIMM)

e Maximum : 2,384 To (4 x 512 Go DCPMM + 12 x 32 Go RDIMM) en mode de
mémoire

o Type:

— PC4-21300 (deux rangs), 2 933 MT/s, code correcteur d'erreurs (ECC), barrette
DIMM (RDIMM) enregistrée DDR4 (double-data-rate 4) ou barrette DIMM a
charge réduite (LRDIMM)

— DC Persistent Memory Module (DCPMM)
e Prend en charge (selon le modéle) :
— Barrettes DIMM de 8, 16 et 32 Go
— Barrette LRDIMM de 64 Go
- 128 Go, 256 Go et 512 Go de module DCPMM

Chapitre 1. Introduction
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Tableau 3. Spécifications du nceud (suite)

Spécification

Description

Baies d'unité

Prend en charge jusqu'a deux baies d'unité 2,5 pouces a remplacement standard
SATA/NVMe par nceud (1 plateau étant composé de 2 noeuds).

Attention : De maniere générale, ne mélangez pas des unités au format 512 octets
standard et 4 ko avancé dans la méme grappe RAID car cela peut entrainer des
problémes de performance.

Prend en charge les unités 2,5 pouces a remplacement standard :

e Deux unités SSD 2,5 pouces 7 mm SATA par nceud (1 plateau étant composé de
deux nceuds)

e Une unité de disque dur/SSD SATA/NVMe 2,5 pouces 15 mm par nceud (1 plateau
étant composé de deux nceuds)

Fond de panier/unité M.2

Le Kit d'activation avec mise en miroir ThinkSystem M.2 contient un double fond de
panier M.2 prenant en charge jusqu'a deux unités M.2 identiques.
Prend en charge 2 tailles physiques différentes d'unités M.2 :

e 42 mm (2242)
* 80 mm (2280)

Pour les configurations d'unité M.2 prises en charge, voir « Installation d'une
unité M.2 dans le fond de panier M.2 » a la page 150.

RAID

¢ Le RAID logiciel prend en charge les niveaux RAID 0 et 1 des stockages SATA

¢ |e RAID matériel intégré prend en charge les niveaux RAID 1 pour un disque SSD
M.2

Contréleur vidéo (intégré a
Lenovo XClarity Controller)

e ASPEED

¢ Contrdleur vidéo compatible SVGA

e Compression vidéo numérique Avocent
e |Lamémoire vidéo n'est pas extensible

Remarque : Larésolution vidéo maximale est de 1 920 x 1 200 a 60 Hz.

Fonctions d'entrée/sortie (E/S)

e Panneau avant
e Connecteur de cable d'interface KVM
e Un connecteur STD USB 3.0 avec la fonction Intel DCI

e Un connecteur Ethernet 1 GbE avec fonction de partage NIC pour I'accés Lenovo
XClarity Controller

* Un connecteur Ethernet 1 GbE dédié pour I'acces Lenovo XClarity Controller
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Tableau 3. Spécifications du nceud (suite)

Spécification

Description

Systémes d’exploitation

Les systémes d’exploitation pris en charge et certifiés incluent :
¢ Microsoft Windows Server

e VMware ESXi

¢ Red Hat Enterprise Linux

e SUSE Linux Enterprise Server

Références :

e Liste compléte des systemes d’exploitation disponibles : https://
lenovopress.lenovo.com/osig.

¢ Instructions de déploiement du systeme d’exploitation : voir « Déploiement du
systeme d’exploitation » dans le Guide de configuration.

Configuration minimale pour le
débogage

e Un boitier n1200

¢ Un plateau SD650 a double nceud DWC (contient les deux nceuds de traitement)
e Un processeur a 'emplacement 1 sur le nceud spécifique

¢ Un bloc d’alimentation CFF v2 (n’importe quel type)

e Une barrette DIMM (tout type) sur un nceud spécifique

e Un disque (tout type) (si le systéme d’exploitation est nécessaire pour le
débogage)

Mise a jour du module existant NeXtScale nx360 M5 vers ThinkSystem

SD650

Les exigences suivantes, relatives au boitier, sont obligatoires si vous effectuez la mise a niveau de la
solution NeXtScale nx360 M5 existante vers SD650.

Attention : Services professionnels de Lenovo uniquement : le service du centre de données est autorisé a

effectuer la mise a niveau.

e Mettez tout microprogramme a jour au dernier niveau

¢ | e débit du flux doit uniquement étre ajusté si des processeurs 205 W sont installés. Si des processeurs

205 W sont installés, augmentez le débit de I'eau a 1,25 litre par minute et par plateau.

Mises a jour du microprogramme

Plusieurs options sont disponibles pour mettre a jour le microprogramme de la solution.

Vous pouvez utiliser les outils répertoriés ici pour mettre a jour le microprogramme le plus récent de votre
serveur et des appareils installés sur le serveur.

¢ |es pratiques recommandées relatives a la mise a jour du microprogramme sont disponibles sur le site

suivant :

- http://lenovopress.com/LP0656

¢ |e microprogramme le plus récent est disponible sur le site suivant :

— http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd650-dwc-dual-node-tray/7x58/

downloads
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Vous pouvez vous abonner aux notifications produit pour rester a jour sur les mises a jour du
microprogramme :

— https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/solutions/ht509500

Terminologique de la méthode de mise a jour

Mise a jour interne. L'installation ou la mise a jour est effectuée a I'aide d'un outil ou d'une application
dans un systéme d'exploitation qui s'exécute sur I'unité centrale noyau du serveur.

Mise a jour hors bande. L’installation ou mise a jour est effectuée par le Lenovo XClarity Controller qui
collecte la mise a jour puis la dirige vers le sous-systeme ou le périphérique cible. Les mises a jour hors
bande n'ont pas de dépendance sur un systeme d'exploitation qui s'exécute sur I'unité centrale noyau.
Toutefois, la plupart des opérations hors bande nécessitent que le serveur soit dans I'état d'alimentation

S0 (en cours de fonctionnement).

Mise a jour sur cible. L'installation ou la mise a jour est lancée a partir d'un systéme d'exploitation
exécuté sur le systéme d'exploitation du serveur.

Mise a jour hors cible. L’installation ou la mise a jour est lancée a partir d’un périphérique informatique
interagissant directement avec le Lenovo XClarity Controller du serveur.

UpdateXpress System Packs (UXSP). Les UXSP sont des mises a jour groupées congues et testées
pour fournir le niveau de fonctionnalité, de performance et de compatibilité interdépendant. Les UXSP
sont spécifiques aux types de machines et sont construits (avec mises a jour de microprogrammes et de
pilotes de périphérique) pour prendre en charge des distributions de systeme d'exploitation Windows
Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) et SUSE Linux Enterprise Server (SLES) spécifiques. Des UXSP
de microprogramme uniquement et spécifiques aux types de machine sont également disponibles.

Outils de mise a jour du microprogramme

Consultez le tableau suivant pour déterminer le meilleur outil Lenovo a utiliser pour l'installation et la
configuration du microprogramme :

Outil Méthodes Mises a jour | Mises a Interface Interface Prise en
de mise a du jour du utilisateur de ligne de | charge des
jour prises micropro- micropro- graphique commande | UXSP
en charge gramme du | gramme

systéeme des
central périphéri-
ques d’E-S

Lenovo XClarity Interne? v v

Provisioning Manager

(LXPM) Sur cible

Lenovo XClarity Hors bande v Certains v

Controller périphéri-

(XCC) Hors cible ques d’E-S

Lenovo XClarity Interne v Tous les v v

Essentials OneCLI périphéri-

(OneCLlI) Hors bande ques d’E-S
Sur cible
Hors cible
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Outil Méthodes Mises a jour | Mises a Interface Interface Prise en
de mise a du jour du utilisateur de ligne de | charge des
jour prises micropro- micropro- graphique commande | UXSP
en charge gramme du | gramme

systéme des
central périphéri-
ques d’E-S

Lenovo XClarity Interne Vv Tous les v v

Essentials périphéri-

UpdateXpress Hors bande ques d’E-S

(LXCE)

Sur cible
Hors cible

Lenovo XClarity Interne v Tous les v v v

Essentials Bootable périphéri- | (Application | (Application

Media Creator Hors bande ques d’E-S BoMC) BoMC)

(BoMC)

Hors cible

Lenovo XClarity Interne’ v Tous les v v

Administrator périphéri-

(LXCA) Hors bande? ques d’E-S
Hors cible

Lenovo XClarity Hors bande v Certains v

Integrator (LXCI) pour périphéri-

VMware vCenter Hors cible ques d’E-S

Lenovo XClarity Interne v Tous les v v

Integrator (LXCI) pour périphéri-

Microsoft Windows Hors bande ques d’E-S

Admin Center
Sur cible
Hors cible

Lenovo XClarity Interne Vv Tous les v v

Integrator (LXCI) pour périphéri-

Microsoft System Sur cible ques d’E-S

Center Configuration
Manager

Remarques :

1. Pour les mises a jour du microprogramme d’E-S.

2. Pour les mises a jour du microprogramme du BMC et de I'UEFI.

¢ Lenovo XClarity Provisioning Manager

Depuis Lenovo XClarity Provisioning Manager, vous pouvez mettre a jour le microprogramme de Lenovo
XClarity Controller, le microprogramme UEFI et le logiciel Lenovo XClarity Provisioning Manager.

Remarque :

Par défaut, I'interface utilisateur graphique Lenovo XClarity Provisioning Manager s’affiche

lorsque vous démarrez le serveur et appuyez sur la touche spécifiée dans les instructions a I’écran. Si
vous avez modifié cette valeur par défaut afin qu'elle corresponde a la configuration systeme texte, vous
pouvez ouvrir I'interface graphique utilisateur a partir de l'interface de configuration du systéme.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur I'utilisation de Lenovo XClarity Provisioning Manager
pour mettre a jour le microprogramme, VOir :
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« Mise a jour du microprogramme » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur sur
https://pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/

Important : Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) la version prise en charge varie en fonction du
produit. Toutes les versions de Lenovo XClarity Provisioning Manager sont appelées Lenovo XClarity
Provisioning Manager et LXPM dans le présent document, sauf indication contraire. Pour voir la version
LXPM prise en charge par votre serveur, rendez-vous sur https://pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/.

¢ Lenovo XClarity Controller

Si vous devez installer une mise a jour spécifique, vous pouvez utiliser I'interface Lenovo XClarity
Controller pour un serveur spécifique.

Remarques :

— Pour effectuer une mise a jour interne via Windows ou Linux, le pilote du systéme d'exploitation doit
étre installé et I'interface Ethernet sur USB (parfois appelée Réseau local via USB) doit étre activée.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur la configuration d’Ethernet sur USB, consulter :

« Configuration d’Ethernet sur USB » dans la version de la documentation XCC compatible avec votre
serveur sur https://pubs.lenovo.com/Ixcc-overview/

— Sivous mettez a jour le microprogramme a I'aide de Lenovo XClarity Controller, vérifiez que vous avez
téléchargé et installé les pilotes de périphérique les plus récents pour le systeme d’exploitation exécuté
sur le serveur.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur I'utilisation de Lenovo XClarity Controller pour mettre a
jour le microprogramme, voir :

« Mise a jour du microprogramme de serveur » dans la documentation XCC compatible avec votre serveur
sur https://pubs.lenovo.com/Ixcc-overview/

Important : Lenovo XClarity Controller (XCC) la version prise en charge varie en fonction du produit.
Toutes les versions de Lenovo XClarity Controller sont appelées Lenovo XClarity Controller et XCC dans le
présent document, sauf indication contraire. Pour voir la version XCC prise en charge par votre serveur,
rendez-vous sur https://pubs.lenovo.com/Ixcc-overview/.

¢ Lenovo XClarity Essentials OneCLlI
Lenovo XClarity Essentials OneCLI est un ensemble d'applications de ligne de commande qui peuvent
étre utilisées pour gérer les serveurs Lenovo. Son application de mise a jour permet de mettre a jouer le
microprogramme et les pilotes de périphérique de vos serveurs. La mise a jour peut étre effectuée dans le

systeme d'exploitation héte du serveur (en bande) ou a distance, via le module BMC du serveur (hors
bande).

Pour obtenir des informations supplémentaires sur I'utilisation de Lenovo XClarity Essentials OneCLI pour
mettre a jour le microprogramme, voir :

https://pubs.lenovo.com/Ixce-onecli/onecli_c_update

¢ Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress permet de mettre a jour la plupart des fonctions OneCLI via une
interface utilisateur graphique (GUI). Cela permet d'acquérir et de déployer les modules de mise a jour
systeme UpdateXpress System Pack (UXSP) et les mises a jour individuelles. Les modules UpdateXpress
System Packs contiennent des mises a jour de microprogrammes et de pilotes de périphérique pour
Microsoft Windows et pour Linux.
Vous pouvez vous procurer Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress a I’adresse suivante :
https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-xpress

¢ Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator

10 Plateau ThinkSystem SD650 nceud double DWC et boitier NeXtScale n1200 DWC Guide de maintenance


https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/
https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/
https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/
https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/
https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/
https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_update
https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-xpress

Vous pouvez utiliser Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator pour créer un support amorgable
approprié aux mises a jour du microprogramme, aux mises a jour des données techniques essentielles, a
la collecte d’inventaire et FFDC, a la configuration systéme avancée, a la gestion des clés FoD, a
I’effacement sécurisé, a la configuration RAID et aux diagnostics sur les serveurs pris en charge.

Vous pouvez obtenir Lenovo XClarity Essentials BoMC a I'emplacement suivant :

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-bomc

¢ Lenovo XClarity Administrator
Si vous gérez plusieurs serveurs a |'aide de Lenovo XClarity Administrator, vous pouvez mettre a jour le
microprogramme pour tous les serveurs gérés via cette interface. La gestion du microprogramme est
simplifiée gréce a |'affectation de stratégies de conformité du microprogramme aux nceuds finaux gérés.
Lorsque vous créez et affectez une régle de conformité aux nceuds finaux gérés, Lenovo XClarity

Administrator surveille les modifications de I'inventaire pour ces nceuds finaux et marque tous ceux qui ne
sont pas conformes.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur I'utilisation de Lenovo XClarity Administrator pour
mettre a jour le microprogramme, voir :

http://sysmagt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.Ixca.doc/update_fw.html
e Offres Lenovo XClarity Integrator
Les offres Lenovo XClarity Integrator peuvent intégrer des fonctions de gestion de Lenovo XClarity

Administrator et de votre serveur avec le logiciel utilisé dans une certaine infrastructure de déploiement,
telle que VMware vCenter, Microsoft Admin Center ou Microsoft System Center.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur I'utilisation de Lenovo XClarity Integrator pour mettre a
jour le microprogramme, voir :

https://pubs.lenovo.com/Ixci-overview/

Configuration manuelle de l'interface LAN (réseau local) via USB

Pour effectuer une mise a jour du microprogramme a partir du systeme d’exploitation a I’aide de Lenovo
XClarity Essentials OneCLlI, il est nécessaire de configurer Lenovo XClarity Controller pour I'utilisation de
I'interface de réseau local via USB. Si nécessaire, le module de mise a jour de microprogramme tente
d’exécuter automatiquement la configuration. Si la configuration automatique échoue ou si vous préférez
configurer manuellement I'interface LAN over USB, suivez I'une des procédures ci-apres.

Des informations supplémentaires sur I'utilisation de Lenovo XClarity Controller pour activer la configuration
du réseau LAN over USB sont disponibles a I'adresse :

https://pubs.lenovo.com/Ixcc-overview/

Installation du pilote de périphérique LAN (réseau local) via USB sous
Windows

Lors de I'installation du systéme d’exploitation Windows, une unité RNDIS inconnue peut apparaitre dans le
gestionnaire de périphériques. Lenovo fournit un fichier INF Windows qui permet d’identifier ce périphérique.

Procédez comme suit pour installer ibm_rndis_server_os.inf :

Remarque : Vous ne devez suivre cette procédure que si le nceud de traitement s’exécute sur un systéme
d’exploitation Windows et que le fichier ibm_rndis_server_os.inf n’a encore jamais été installé. Ce fichier ne
doit étre installé qu’une fois. Les systémes d’exploitation Windows I’exigent pour détecter et utiliser la
fonctionnalité de réseau local via USB.
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Etape 1. Cliquez sur Outils d’administration = Gestion de I'ordinateur - Gestionnaire de
périphériques et recherchez le dispositif RNDIS. Cliquez sur Propriétés — Pilote - Réinstaller
le pilote. Indiquez a la solution le répertoire \Windows \inf contenant le fichier ibm_rndis_server_os.
inf et installez le périphérique.

Etape 2. Cliquez sur Outils d’administration - Gestionnaire du périphérique. Cliquez avec le bouton
droit de la souris sur Adaptateurs réseau et sélectionnez Rechercher les modifications sur le
matériel. Une petite fenétre contextuelle confirme que le périphérique Ethernet a été trouvé et
installé. L’assistant de nouveau matériel démarre automatiquement.

Etape 3. Alinvite Can Windows connect to Windows Update to search for software?, sélectionnez Non, pas
cette fois. Cliquez sur Suivant pour continuer.

Etape 4. ATlinvite What do you want the wizard to do?, sélectionnez Installer a partir d’une liste ou d’'un
emplacement spécifique (Avancé). Cliquez sur Suivant pour continuer.

Etape 5. A I'invite Please choose your search and installation options, sélectionnez Ne pas rechercher. Je
vais choisir le pilote a installer. Cliquez sur Suivant pour continuer.

Etape 6. A linvite Select a hardware type, and then click Next, sélectionnez Adaptateurs réseau. Cliquez
sur Suivant pour continuer.

Etape 7. A I'apparition de I'instruction Completing the Found New Hardware Wizard, cliquez sur Terminer. Une
nouvelle connexion au réseau local s’affiche. Si le message This connection has limited or no
connectivity s’affiche, ignorez-le.

Etape 8. Retournez dans le Gestionnaire de périphériques. Le dispositif réseau RNDIS distant USB de
Lenovo apparait sous Cartes réseau.

Etape 9. Ultilisez I'interface Lenovo XClarity Controller pour afficher ou définir I’'adresse IP de I'ladaptateur
LAN.

Des informations supplémentaires sur I'utilisation de Lenovo XClarity Controller pour configurer le
réseau local (LAN) sur USB sont disponibles a I’adresse :

https://pubs.lenovo.com/Ixcc-overview/

Astuces

Lenovo met régulierement a jour le site Web du support pour vous fournir les dernieres astuces et techniques
qui vous permettent de résoudre des probléemes pouvant survenir sur votre serveur. Ces astuces (également

appelées astuces RETAIN ou bulletins de maintenance) fournissent des procédures de contournement ou de
résolution des problemes liés au fonctionnement de votre serveur.

Pour rechercher les astuces disponibles pour votre serveur :
1. Accédez au site http://datacentersupport.lenovo.com et affichez la page de support de votre serveur.

[
2. Cliquez sur I'icbne documentation b dans le panneau de navigation.
3. Cliquez sur Type de documentation = Solution dans le menu déroulant.

Suivez les instructions a I’écran pour choisir la catégorie du probléeme que vous rencontrez.

Conseils de sécurité

Lenovo s’engage a développer des produits et services qui respectent les normes de sécurité les plus
élevées, afin de protéger nos clients et leurs données. Lorsque des vulnérabilités potentielles sont
sauvegardées, il est de la responsabilité des équipes de réponse aux incidents de sécurité liés aux produits
Lenovo (PSIRT) d'effectuer des recherches et d'informer nos clients pour qu'ils puissent mettre en place des
plans d'atténuation, alors que nous travaillons sur des solutions.
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La liste des conseils courants est disponible sur le site suivant :

https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home

Mise sous tension des nceuds

Lorsqu'un plateau est branché au boitier, chaque nceud effectue un court auto-test a (voyant d'alimentation
clignotant rapidement - 4 fois par seconde). Une fois I'auto-test terminé, le nceud entre en état de veille
(voyant d'alimentation clignotant lentement - une fois par seconde).

S002

—

£
ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et I'interrupteur du bloc d’alimentation ne coupent pas le
courant électrique alimentant 'unité. En outre, le systéme peut étre équipé de plusieurs cordons
d'alimentation. Pour mettre I'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la
source d'alimentation.

Vous pouvez mettre chaque nceud sous tension (voyant de mise sous tension) selon I'une des méthodes
suivantes :

* \ous pouvez appuyer sur le bouton de mise sous tension.
¢ Le nceud peut redémarrer automatiquement aprées une interruption d'alimentation.

¢ e nceud peut répondre aux demandes de mise sous tension distantes adressées a Lenovo XClarity
Controller.

Pour plus d’informations sur la mise hors tension des nceuds, voir « Mise hors tension des nceuds » a la page
13.

Mise hors tension des nceuds
Chaque nceud reste en état de veille lorsqu’il est connecté a une source d’alimentation, ce qui permet au
Lenovo XClarity Controller de répondre aux demandes distantes de mise sous tension.

Pour mettre les nceuds complétement hors tension (voyant d'alimentation hors tension), retirez le plateau du
boitier.

Remarque : Les deux nceuds seront alors immédiatement hors tension.

Pour mettre la solution en état de veille (le voyant d'état d'alimentation clignote une fois par seconde) :

Remarque : Le module Lenovo XClarity Controller peut mettre la solution en veille dans le cadre d’'une
réponse automatique a une erreur systeme critique.

¢ Démarrez une procédure d'arrét normal a I'aide du systeme d'exploitation (si ce dernier prend en charge
cette fonction).

e Appuyez sur le bouton de mise sous tension pour démarrer une procédure d'arrét normal (si le systeme
d'exploitation prend en charge cette fonction).

¢ Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant plus de 4 secondes pour forcer |'arrét.
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Lorsqu’elle est en veille, la solution peut répondre aux demandes de mise sous tension distantes adressées
au Lenovo XClarity Controller. Pour plus d’informations sur la mise sous tension de la solution, voir « Mise
sous tension des nceuds » a la page 13.
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Chapitre 2. Composants de solution

Utilisez les informations de cette section pour en savoir plus sur les composants associés a votre solution.

Identification de votre composant

Lorsque vous prenez contact avec Lenovo pour obtenir de I'aide, les informations telles que le type de
machine, le modéle et le numéro de série permettent aux techniciens du support d'identifier votre
composant et de vous apporter un service plus rapide.

Le type de machine, numéro de modéle et numéro de série du boitier se trouvent sur I'étiquette du boitier
apposeée sur la fagade du boitier (voir figure ci-apres).

Figure 2. Etiquette du boitier & I'avant du boitier

Tableau 4. Etiquette du boitier & I'avant du boitier

Hl Etiquette du boitier

Le type de machine, numéro de modéele et numéro de série du plateau se trouvent sur I'étiquette
d'identification collée sur la facade du plateau (voir figure ci-apres).
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Figure 3. Etiquette du plateau a ['avant du plateau

Tableau 5. Etiquette du plateau & I'avant du plateau

Etiquette du plateau

© Copyright Lenovo 2020, 2022
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Code QR

Par ailleurs, I'étiquette de maintenance située dans la partie interne du cache du plateau, fournit un code de
référence rapide (QR) qui permet un acces mobile aux informations de maintenance. Vous pouvez scanner le
code QR via une application de lecture de code QR installé sur votre appareil mobile et accéder rapidement
a la page Web des informations de maintenance. La page Web des informations de maintenance fournit des
informations supplémentaires relatives a l'installation de composants et des vidéos de remplacement, ainsi
que des codes d'erreur nécessaires au support.

Figure 4. Etiquette de maintenance et code QR

Etiquette d'accés réseau

Les informations d’accés réseau a Lenovo XClarity Controller pour les deux nceuds se trouvent sur I'étiquette
d’information, située a I'avant du plateau. Vous pouvez utiliser les informations sur I'étiquette pour accéder a
I’adresse MAC et a I'adresse LLA du XCC pour chaque nceud. Les informations relatives au nceud gauche se
trouvent sur le c6té gauche et celles relatives au noceud droit sont sur le c6té droit. Vous pouvez également
utiliser ces informations pour vos propres informations de labellisation du nceud, telles que le nom d'héte, le
nom du systeme et le code a barres d'inventaire.
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Figure 5. Informations d'acces réseau sur I'étiquette d'informations détachable

Vue avant

La figure ci-apres présente les boutons de commande, les voyants et les connecteurs figurant a I'avant de la
solution.

Boitier

Remarque : Il se peut que les figures contenues dans le présent document ne correspondent pas
exactement a votre configuration matérielle.

Le boitier prend en charge jusqu'a six plateaux.

La figure suivante présente les six plateaux installés dans le boitier.

Les numéros d’emplacement sont indiqués de part et d’autre du boitier.

[cXC)

[cXC]

[oXo]

[oXC)

X<

i

Figure 6. Boitier

Plateau

Les figures suivantes présentent les boutons de commande, les voyants et les connecteurs situés sur la face
avant de chaque plateau.
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Figure 7. Plateau

Tableau 6. Indicateurs boutons de commande et connecteurs du plateau

Nceud gauche (numéros de baie impairs) A Voyant d'identification

H Nceud de droite (numéros de baie pairs) Voyant/bouton d'alimentation

H Port LAN RJ45 dédié pour I'acces Lenovo XClarity H Port Ethernet RJ45 avec fonction de partage NIC pour
Controller I'acces au Lenovo XClarity Controller

A Connecteur USB 3.0 Kl Connecteur de cable d'interface KVM

H Voyant d'erreur systeme Etiquette du plateau

Vue arriére

La figure ci-apres illustre les composants situés a I'arriére du boitier.

Figure 8. Vue arriére
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Tableau 7. Vue arriére

Bloc d'alimentation H Assemblage de capteur de gouttes

H Module de contréleur de ventilation et d’alimentation I Collecteur

Module du controleur de ventilation et d'alimentation (FPC)
La figure suivante présente les connecteurs et les voyants situés sur le module FPC.

M B

Figure 9. Voyants et connecteurs FPC

Tableau 8. Voyants et connecteurs FPC

Hl Orifice de réinitialisation H Voyant de vérification du journal (jaune)

H Voyant d'alimentation (vert) A Voyant d'activité sur le port Ethernet (RJ-45, vert)
H Voyant d'activité (vert) Port Ethernet dédié pour la gestion de I'acces FPC
I Voyant d'identification (bleu) H Voyant de liaison du port Ethernet (RJ-45, vert)

H Bouton de réinitialisation : appuyez sur le bouton pendant 1 a 4 secondes, le FPC redémarre. Appuyez
sur ce bouton pendant plus de 4 secondes, le FPC redémarre et charge les parameétres par défaut.

H Voyant d'alimentation : lorsque le voyant s'allume (en vert) cela indique que le FPC est alimenté.

H Voyant d'activité : lorsque ce voyant est allumé (en vert), cela indique que le FPC contréle le boitier de
maniére active.

A Voyant d'identification : lorsque ce voyant est allumé (en bleu), il indique I'emplacement du boitier dans
une armoire.

H Voyant de vérification du journal : lorsque ce voyant (en jaune) s'allume, il indique qu'une erreur systeme
s'est produite. Vérifiez le journal des événements du FPC pour obtenir plus d’informations.

A Voyant d'activité du port Ethernet (RJ-45) : lorsque ce voyant clignote (en vert), cela indique qu'il existe
une activité sur le réseau de gestion via le port (Ethernet) de console et de gestion a distance.

Port Ethernet dédié pour I'accés aux fonctions de gestion FPC : ce connecteur permet d'accéder a la
gestion de FPC.
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H Voyant de liaison de port Ethernet (RJ-45) : lorsque ce voyant est allumé (en vert), cela indique qu'il
existe une connexion active sur le réseau de gestion via le port de la console (Ethernet) et la gestion a
distance.

Blocs d'alimentation

Le Boitier ThinkSystem DW612 Neptune DWC, Type 7D1L accepte jusqu'a six blocs d'alimentation a
sélection automatique.

Les blocs d'alimentation sont alimentés par une source en courant alternatif comprise entre 200 et 240 V et
ils convertissent I'entrée ca en sorties 12 V. Les alimentations électriques peuvent se réguler
automatiquement dans la plage de tensions d'entrée. Il existe un domaine d’alimentation commun pour le
boitier qui alimente chaque Plateau de DWC et module par I'intermédiaire de la carte médiane systeme.

La redondance en courant alternatif est obtenue par la distribution des connexions du cordon d'alimentation
en ca entre des circuits en ca indépendants.

Chaque bloc d'alimentation comporte des ventilateurs internes et un contrdleur. Le contrdleur d'alimentation
électrique peut étre alimenté par un bloc d'alimentation installé qui fournit du courant par l'intermédiaire de la
carte médiane.

Attention : Les blocs d'alimentation contiennent des ventilateurs de refroidissement internes. Veillez a ne
pas obstruer les conduits d'aération de ventilation.

Vous devez installer I'ensemble des six blocs d'alimentation, quel que soit le type d'alimentation électrique,
la charge du boitier ou la politique d'alimentation de boitier sélectionnée.

Le Boitier ThinkSystem DW612 Neptune DWC, Type 7D1L ne permet pas de combiner des alimentations
électriques en entrée basse tension et des alimentations électriques en entrée haute tension. Par exemple, si
vous installez une alimentation électrique d'une tension de 100 a 127 V CA en entrée dans un boitier alimenté
par des alimentations électriques de 200 a 240 V CA, I'alimentation électrique de 100 a 127 V n'est pas mise
sous tension. Les mémes restrictions s'appliquent a un boitier alimenté par des alimentations électriques 100
a 127 V CA. Si vous installez une alimentation électrique de 200 - 240 V CA dans un boitier alimenté par des
alimentations électriques 100 - 127 V CA, I'alimentation électrique 200 - 240 V CA n'est pas mise sous
tension.

La figure suivante illustre le bloc d'alimentation :
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Figure 10. Voyants et connecteurs d'alimentation

H Voyant d'entrée d'alimentation (a.c) (vert) H Voyant d'erreur du bloc d'alimentation (jaune)

H Voyant de sortie d'alimentation (c.c) (vert)

Chaque bloc d'alimentation comporte trois voyants :

H Voyant d'alimentation en courant alternatif (vert) : lorsque ce voyant est allumé (vert), il indique qu'une
alimentation en courant alternatif est fournie au bloc d'alimentation.

H Voyant d'alimentation en courant continu (vert): lorsque ce voyant est allumé (vert), il indique qu'une
alimentation en courant continue est fournie a la carte médiane du boitier depuis le bloc d'alimentation.

H Voyant d'erreur du bloc d'alimentation (jaune) : ce voyant s'allume (en jaune) lorsque le bloc
d'alimentation est en panne.

Remarque : Avant de débrancher le cordon d'alimentation en courant alternatif du bloc d'alimentation ou
de retirer le bloc d'alimentation du boitier, vérifiez que la capacité des blocs d'alimentation restants est
suffisante pour répondre aux besoins en alimentation minimum de tous les composants du boitier.

Présentation de la carte mere

Les figures de cette section fournissent des informations sur les connecteurs et commutateurs disponibles
sur la carte mére du nceud.

Connecteurs internes de la carte meére

La figure ci-aprés présente les connecteurs internes sur la carte mere.
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o

Figure 11. Connecteurs internes de la carte mere

Tableau 9. Connecteurs internes de la carte mére

K Connecteur de la carte de distribution d'alimentation

Connecteur de fond de panier mini SAS

Hl Processeur 2

H Connecteur de fond de panier extra-plat

H Processeur 1

Kl Connecteur M.2

I Connecteur TCM (Trusted Cryptographic Module)

Connecteur de carte GPU

H Connecteur auxiliaire d'adaptateur IFT

Connecteur d'alimentation de |'unité

A Connecteur d'emplacement PCle ML2

La figure ci-aprées présente I'emplacement des connecteurs DIMM sur la carte mére.
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1 £F 1 CE 9
2 = CE 10
3 £F 1 CE ZnE, 11
5 EX L0 CE 13 13
6 £F = CF 14
7% [CE 15
8 £ Cx 16

Figure 12. L'emplacement des connecteurs DIMM sur la carte mere

Voyants de la carte meére

La figure ci-apres présente les voyants (DEL) de la carte mére.
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Figure 13. Voyants de la carte mére

Tableau 10. Voyants de la carte mére

Voyant d'alimentation Lightpath (vert) Voyant de diagnostic du réseau local (jaune)

H Voyant de puissance du nceud (jaune) Voyant d'erreur PCle 1 (jaune)

H Voyant d'erreur des barrettes DIMM 13-16 (jaune) ¥ Voyant d'erreur des barrettes DIMM 1-4 (jaune)
I Voyant d'erreur des barrettes DIMM 5-8 (jaune) Voyant d'erreur des barrettes DIMM 9-12 (jaune)
H Voyant de processeur 2 (jaune) Voyant d'erreur d'emplacement 4 (jaune)

I Voyant de non-concordance des processeurs (jaune) Voyant d'erreur de I'unité 0 (jaune)

Voyant de processeur 1 (jaune) Voyant d'erreur de I'unité 1 (jaune)
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Tableau 10. Voyants de la carte mére (suite)

H Voyant de présence de Lenovo XClarity Controller Voyant d'erreur de |'unité 2 (jaune)
8051 (vert)
Kl Voyant d'erreur de la batterie (jaune) Voyant d'erreur de I'unité 3 (jaune)

Commutateurs de la carte meére

La figure ci-apres indique I'emplacement des commutateurs et contient une description de ces derniers.

Important :

1. Si un autocollant de protection transparent est présent sur les blocs de commutateurs, vous devez le
retirer pour accéder aux commutateurs.

2. Tous les blocs de commutateurs et de cavaliers de la carte mére n'apparaissant pas sur les figures du
présent document sont réservés.

BEz

Figure 14. Emplacement des commutateurs, des cavaliers et des boutons sur la carte mére

Le tableau suivant décrit les cavaliers de la carte mere.

Tableau 11. Définition des cavaliers

Nom du cavalier Description

Sécurité faible e Broches 1 et 2 : Désactiver la basse sécurité (par défaut).

* Broches 2 et 3 : Activer la basse sécurité.

e Broches 1 et 2 : Conservation des données CMOS (par défaut).
e Broches 2 et 3 : Effacement des données CMOS.

Hl Effacement de la mémoire CMOS

e Broches 1 et 2 : Envoie la sortie d'entrée en série au port série avant
H Sélection en série (par défaut).

e Broches 2 et 3 : envoi du XCC au port série.
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Tableau 12. Définition du commutateur

Nom du Nom du

commuta- Commutateur Description de l'utilisation
commutateur

teur
Remplacement de
la sécurité de . o

1 microprogramme '\C/laEvaller de mise a jour Normal (par défaut)

Machine Engine )
(ME)
Mise a jour du L

M Bloc de )

commuta- 2 microprogramme ]I(\C/I:Cdéeede mise a jour Normal (par défaut)

teurs PCH - ME

PCHSW1 3 Effacement du mot | Remplace le mot de passe Normal (par défaut)
de passe a la mise sous tension.
ZS?T:?S dF:JTé/SC;gUG Indique une présence

4 physique du module TPM | Normal (par défaut)
plateforme systeme
sécurisé (TPM) Y )
Important :

1. Avant de modifier un paramétre de commutateur ou de déplacer un cavalier, mettez la solution hors
tension, puis débranchez tous les cordons d'alimentation et les cables externes. Consultez les
informations des sections https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/, « Conseils d'installation » a la
page 35, « Manipulation des dispositifs sensibles a I'électricité statique » a la page 38 et « Mise hors
tension des nceuds » a la page 13.

2. Tous les blocs de commutateurs et de cavaliers de la carte mére n'apparaissant pas sur les figures du
présent document sont réservés.

Cheminement interne des cables

Certains des composants de la solution ont des cables et des connecteurs de cable internes.

Remarque : Libérez tous les taquets, pattes de déverrouillage ou verrous sur les connecteurs de cable
lorsque vous les déconnectez de la carte mére. Si vous ne le faites pas, le retrait des cables endommagera
les connecteurs de cable de la carte mére, qui sont fragiles. S'ils sont endommagés, vous devrez peut-étre
remplacer la carte mere.

Certaines options, comme les processeurs IFT, peuvent nécessiter un cablage interne supplémentaire.

Consultez la documentation fournie pour I'option concernée afin de connaitre les éventuelles exigences et
instructions de cablage supplémentaires.

Modeéles d'unité 2,5 pouces

Les figures suivantes présentent le cheminement des cables pour les modéles d'unité 2,5 pouces.
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Modéle d'unité 1 x 2,5 pouces

Figure 15. Cheminement des cébles d'une unité 2,5 pouces

Modéle d'unité 2 x 2,5 pouces

Figure 16. Cheminement des cébles de deux unités 2,5 pouces

Adaptateur IFT (Internal Faceplate Transition)

La figure ci-apres présente le cheminement des cables de I'adaptateur IFT (Internal Faceplate Transition).

Figure 17. Cheminement des cébles - Adaptateur IFT (Internal Faceplate Transition)

Liste des piéces

Utilisez la liste des pieces pour identifier chacun des composants disponibles pour votre solution.

Pour plus d’informations sur la commande de pieces affichées dansFigure 18 « Composants du boitier » a la
page 28 :

1. Accédez au site http://datacentersupport.lenovo.com et affichez la page de support de votre solution.
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2. Cliquez sur Service Parts (Composants de maintenance).
3. Entrez le numéro de série pour afficher une liste des composants pour votre solution.

Remarque : Selon le modele, il est possible que votre solution differe Iégérement de l'illustration.

e Composants du boitier

Figure 18. Composants du boitier

Les pieces répertoriées dans le tableau suivant sont identifi€ées comme une des suivantes :

— Unité remplacable par I'utilisateur (CRU) de niveau 1 : La réinstallation des CRU de niveau 1 vous
incombe. Si Lenovo installe une unité remplacable par I'utilisateur de niveau 1 a votre demande sans
contrat de service préalable, les frais d'installation vous seront facturés.

— Unité remplacable par l'utilisateur (CRU) de niveau 2 : vous pouvez installer une CRU de niveau 2
vous-méme ou demander a Lenovo de I'installer, sans frais supplémentaire, selon le type de service de
garantie prévu pour votre solution.

— Unité remplacable sur site (FRU) : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités a
installer les FRU.

— Consommables et piéces structurelles : L'achat et le remplacement de consommables et de piéces
structurelles (telles que le chassis, le carter supérieur et le panneau frontal) vous incombent. Si Lenovo
achete ou installe une piéce structurelle a votre demande, les frais d'installation vous seront facturés.
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Tableau 13. Liste des pieces

Index Description

CRU de
niveau 1

CRU de
niveau 2

Unité
remplaca-
ble sur site
(FRU)

Piéces
consom-
mables et
structu-
relles

Pour plus d’informations sur la commande de pieces affichées dansFigure 18 « Composants du boitier » a la page

28 :

http://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sd650-dwc-dual-node-tray/7x58/parts

Il est fortement recommandé de vérifier les données de synthése de I’alimentation de votre serveur a I'aide de

Lenovo Capacity Planner avant d’acheter de nouvelles piéces.

1] Assemblage de boitier 6U V4
[ 2 ] Poignée de levage v
H Assemblage de collecteur v
4] Assemblage de capteur de gouttes 4
5 ] Module Module de contréleur de ventilation et v
d’alimentation
[ 6 ] Bloc d'alimentation v
Obturateur de module ventilateur v
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e Composants du Plateau de DWC

Figure 19. Composants du Plateau de DWC
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Tableau 14. Liste des pieces

Index | Description

CRU de
niveau 1

CRU de
niveau 2

Unité
remplaca-
ble sur
site (FRU)

Piéces
consom-
mables et
structurel-
les

page 30:

Lenovo Capacity Planner avant d’acheter de nouvelles piéces.

Pour plus d'informations sur la commande de pieces affichées dans Figure 19 « composants de plateau DWC » a la

http://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sd650-dwc-dual-node-tray/7x58/parts

Il est fortement recommandé de vérifier les données de synthése de I’alimentation de votre serveur a I'aide de

Cache du plateau

\/

Boucle d'eau

\/

Raccords rapides

Caches des prises de raccord rapide

Grille d'aération

Tableau de distribution

Module TCM (Trusted Cryptographic Module)

Carte meére

Unité M.2 (42 mm et 80 mm)

=

Fond de panier M.2

=y

Dispositif de retenue M.2

L LRI

=

Capot du module DIMM

=y
w

DCPMM

Barrette DIMM

[=Y
=

Processeur

Clip de processeur

Processeur Fabric

Clip de processeur Fabric

Boitier d'unités de disque dur

Unité 2,5 pouces (15 mm)

Unité 2,5 pouces (7 mm)

Assemblage de cartes mezzanines PCle

Un adaptateur EDR CX5

Patte de retenue

Adaptateur OPA

Adaptateur IFT

N 2 = RN RAENE
—~ ~o| —~ SEE-EEo

Accolade avant
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Tableau 14. Liste des pieces (suite)

Index | Description CRU de CRU de Unité Pieces
niveau 1 niveau 2 remplaca- | consom-
ble sur mables et
site (FRU) | structurel-
les

[ 238 ] Loquets de déblocage de Plateau de DWC v

29 ] Obturateur sans trous de performance v

30 | Obturateur avec trous de performance v

Plateau de DWC v

32 ] Support de la boucle d'eau V4

Ex1 Accolade arriére v

34 | Pile CMOS (CR2032) v
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Cordons d'alimentation

Plusieurs cordons d'alimentation sont disponibles, selon le pays et la région ou le serveur est installé.

Pour afficher les cordons d'alimentation disponibles pour le serveur :

1.

Accédez au site Web.

http://dcsc.lenovo.com/#/

. Cliquez sur Preconfigured Model (Modéle préconfiguré) ou Configure to order (Configuré sur
commande).

3. Entrez le type de machine et le modeéle de votre serveur pour afficher la page de configuration.

. Cliquez sur I'onglet Power (Alimentation) = Power Cables (Cordons d'alimentation) pour afficher
tous les cordons d'alimentation.

Remarques :

Pour votre sécurité, vous devez utiliser le cordon d'alimentation fourni avec une prise de terre. Pour éviter
les chocs électriques, utilisez toujours le cordon d'alimentation et la fiche avec une prise correctement
mise a la terre.

Les cordons d'alimentation utilisés aux Etats-Unis et au Canada pour ce produit sont homologués par
I'Underwriter's Laboratories (UL) et certifiés par I'Association canadienne de normalisation (CSA).

Pour une tension de 115 volts, utilisez un ensemble homologué UL, composé d'un cordon a trois
conducteurs de type SVT ou SJT, de diamétre au moins égal au numéro 18 AWG et de longueur
n'excédant pas 4,6 metres, et d'une fiche de prise de courant (15 A a 125 V) a lames en paralléle, avec
mise a la terre.

Pour une tension de 230 volts (Etats-Unis), utilisez un ensemble homologué UL, composé d'un cordon &
trois conducteurs de type SVT ou SJT, de diamétre au moins égal au numéro 18 AWG et de longueur
n'excédant pas 4,6 meétres, et d'une fiche de prise de courant (15 A a 250 V) a lames en tandem, avec
mise a la terre.

Pour une tension de 230 volts (hors des Etats-Unis) : utilisez un cordon muni d'une prise de terre.
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est conforme aux normes de sécurité en vigueur dans le pays
ou l'unité sera installée.

Les cordons d'alimentation autorisés dans une région ou un pays particulier ne sont généralement
disponibles que dans cette région ou dans ce pays.
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Chapitre 3. Procédures de remplacement de matériel

Cette section fournit des informations sur les procédures d’installation et de retrait pour tous les composants
systeme pouvant faire I'objet d’une maintenance. Chaque procédure de remplacement d’un composant
répertorie toutes les taches qui doivent étre effectuées pour accéder au composant a remplacer.

Pour plus d’informations sur la commande de pieces :
http://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sd650-dwc-dual-node-tray/7x58/parts
Remarque : Sivous remplacez un composant, par exemple, un adaptateur, qui contient un
microprogramme, vous devrez peut-étre également mettre a jour le microprogramme de ce composant. Pour

plus d’informations sur la mise a jour du microprogramme, voir « Mises a jour du microprogramme » a la
page 7.

Conseils d'installation

Avant d'installer des composants dans le serveur, lisez les instructions d'installation.

Avant d'installer les dispositifs en option, lisez attentivement les consignes suivantes :

Attention : Empéchez I'exposition a I’électricité statique, laquelle peut entrainer I'arrét du systéme et la
perte de données, en conservant les composants sensibles a I’électricité statique dans les emballages
antistatiques jusqu’a leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou
un autre systeme de mise a la terre.

e |isez les consignes de sécurité et les instructions pour vous assurer de travailler sans danger :
— Laliste complete des consignes de sécurité concernant tous les produits est disponible a I’adresse :

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

— Les instructions suivantes sont également disponibles : « Manipulation des dispositifs sensibles a
I'électricité statique » a la page 38 et « Intervention a l'intérieur de la solution sous tension » a la page
38.

¢ \Vérifiez que les composants que vous installez sont pris en charge par votre serveur. Pour obtenir une
liste des composants en option pris en charge par le serveur, voir https://serverproven.lenovo.com/.

¢ Avant d'installer un nouveau serveur, téléchargez et appliquez les microprogrammes les plus récents.
Vous serez ainsi en mesure de résoudre les incidents connus et d'optimiser les performances de votre
serveur. Accédez a Plateaux ThinkSystem SD650 Neptune DWC et boitier DW612 Neptune DWC Pilotes et
logiciels pour télécharger les mises a jour de microprogramme pour votre serveur.

Important : Certaines solutions de cluster nécessitent des niveaux de code spécifiques ou des mises a
jour de code coordonnées. Si le composant fait partie d'une solution en cluster, vérifiez que le niveau le
plus récent du code est pris en charge pour cette solution avant de mettre le code a jour.

¢ Une bonne pratique consiste a vérifier que le serveur fonctionne correctement avant d'installer un
composant en option.

¢ Nettoyez I'espace de travail et placez les composants retirés sur une surface plane, lisse, stable et non
inclinée.

¢ N'essayez pas de soulever un objet trop lourd pour vous. Si vous devez soulever un objet lourd, lisez
attentivement les consignes suivantes :

— Veillez a étre bien stable pour ne pas risquer de glisser.
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— Répartissez le poids de I'objet sur vos deux jambes.

— Effectuez des mouvements lents. N'avancez et ne tournez jamais brusquement lorsque vous portez un
objet lourd.

— Pour éviter de solliciter les muscles de votre dos, soulevez |'objet en le portant ou en le poussant avec
les muscles de vos jambes.

Vérifiez que le nombre de prises de courant est suffisant et que celles-ci sont correctement mises a la
terre pour connecter le serveur, I'écran et les autres périphériques.

Sauvegardez toutes les données importantes avant de manipuler les unités de disque.
Ayez a disposition un petit tournevis a lame plate, un petit tournevis cruciforme et un tournevis Torx T8.

Pour voir les voyants d'erreur sur la carte mére et les composants internes, laissez le serveur sous
tension.

Vous n'avez pas besoin de mettre le serveur hors tension pour retirer ou installer les blocs d'alimentation,
les ventilateurs ou les périphériques USB remplagables a chaud. Cependant, vous devez le mettre hors
tension avant d'entamer toute procédure nécessitant le retrait ou I'installation de cables d'adaptateur et
vous devez déconnecter le serveur de la source d'alimentation avant d'entamer toute procédure
nécessitant le retrait ou I'installation d'une carte mezzanine.

La couleur bleue sur un composant indique les points de contact qui permettent de le saisir pour le retirer
ou l'installer dans le serveur, actionner un levier, etc.

La couleur terracotta sur un composant ou la présence d’une étiquette orange a proximité ou sur un
composant indique que le composant est remplagable a chaud. Si le serveur et le systéeme d’exploitation
prennent en charge la fonction de remplacement a chaud, vous pouvez retirer ou installer le composant
alors que le serveur fonctionne. La couleur orange peut également indiquer les points de contact sur les
composants remplagables a chaud. Si vous devez retirer ou installer un composant remplacgable a chaud
spécifique dans le cadre d'une procédure quelconque, consultez les instructions appropriées pour savoir
comment procéder avant de retirer ou d'installer le composant.

La bande rouge sur les unités, adjacente au taquet de déverrouillage, indique que celles-ci peuvent étre
remplacées a chaud si le serveur et systéme d'exploitation prennent en charge le remplacement a chaud.
Cela signifie que vous pouvez retirer ou installer I'unité alors que le serveur est en cours d'exécution.

Remarque : Sivous devez retirer ou installer une unité remplacable a chaud dans le cadre d'une
procédure supplémentaire, consultez les instructions spécifiques au systéme pour savoir comment
procéder avant de retirer ou d'installer I'unité.

Une fois le travail sur le serveur terminé, veillez a réinstaller tous les caches de sécurité, les protections
meécaniques, les étiquettes et les fils de terre.

Liste de contréle d'inspection de sécurité

Utilisez les informations de cette section pour identifier les situations potentiellement dangereuses en lien
avec votre solution. Les éléments de sécurité requis ont été congus et installés au fil de la fabrication de
chaque machine afin de protéger les utilisateurs et les techniciens de maintenance contre tout risque
physique.

Remarque : Le produit n’est pas adapté a une utilisation sur des terminaux vidéo, conformément aux
réglementations sur le lieu de travail §2.

ATTENTION :

Cet équipement doit étre installé par un technicien qualifié, conformément aux directives NEC, IEC
62368-1 et IEC 60950-1, la norme pour la sécurité des équipements électroniques dans le domaine de
I'audio/vidéo, de la technologie des informations et des technologies de communication. Lenovo
suppose que vous étes habilité a effectuer la maintenance du matériel et formé a l'identification des
risques dans les produits présentant des niveaux de courant électrique. L'accés a I'appareil se fait via
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I'utilisation d'un outil, d'un verrou et d'une clé, ou par tout autre moyen de sécurité et est contréle par
I'autorité responsable de I'emplacement.

Important : La solution doit étre mise a la terre afin de garantir la sécurité de I'opérateur et le bon
fonctionnement du systéme. La mise a la terre de la prise de courant peut étre vérifiée par un électricien
agréé.
Utilisez la liste de contrdle suivante pour vérifier qu'il n'existe aucune condition potentiellement dangereuse :
1. Vérifiez que I'alimentation est coupée et que le cordon d'alimentation est débranché.
2. Vérifiez I'état du cordon d'alimentation.

¢ Vérifiez que le connecteur de mise a la terre a trois fils est en parfait état. A I'aide d’un metre, mesurez
la résistance du connecteur de mise a la terre a trois fils entre la broche de mise a la terre externe et la
terre du chéssis. Elle doit &tre égale ou inférieure a 0,1 ohm.

¢ \Vérifiez que le type du cordon d’alimentation est correct.

Pour afficher les cordons d'alimentation disponibles pour le serveur :
a. Accédez au site Web.

http://dcsc.lenovo.com/#/

b. Cliquez sur Preconfigured Model (Modéle préconfiguré) ou Configure to order (Configuré sur
commande).

c. Entrez le type de machine et le modele de votre serveur pour afficher la page de configuration.

d. Cliquez sur I'onglet Power (Alimentation) - Power Cables (Cordons d'alimentation) pour
afficher tous les cordons d'alimentation.

e Vérifiez que la couche isolante n’est pas effilochée, ni déchirée.

3. Vérifiez 'absence de modifications non agréées par Lenovo. Etudiez avec soin le niveau de sécurité des
modifications non agréées par Lenovo.

4. Vérifiez la présence éventuelle de conditions dangereuses dans la solution (obturations métalliques,
contamination, eau ou autre liquide, ou encore flammes ou fumée).

5. Vérifiez que les cables ne sont pas usés, effilochés ou pincés.

6. Vérifiez que les fixations du carter du bloc d'alimentation électrique (vis ou rivets) sont présentes et en
parfait état.

Remarques sur la fiabilité du systeme

Consultez les instructions sur la fiabilité du systéme pour garantir le refroidissement correct du systeme et sa
fiabilité.

Vérifiez que les conditions suivantes sont remplies :

¢ Sila solution est fournie avec une alimentation de secours, chaque baie de bloc d’alimentation doit étre
équipée d’un bloc d’alimentation.

¢ |l convient de ménager un dégagement suffisant autour de la solution pour permettre un refroidissement
correct. Respectez un dégagement d’environ 5 cm a I’avant et a I’arriére de la solution. Ne placez aucun
objet devant les ventilateurs.

¢ Avant de mettre le serveur sous tension, réinstallez le capot de la solution pour assurer une ventilation et
un refroidissement corrects du systéme. N’utilisez pas la solution sans le capot pendant plus de
30 minutes, car vous risquez d’endommager les composants de solution.

¢ |l est impératif de respecter les instructions de cablage fournies avec les composants en option.
¢ Une unité remplacable a chaud doit étre remplacée dans les 2 minutes suivant son retrait.
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e Un bloc d’alimentation remplacable a chaud doit étre remplacé dans les deux minutes suivant son retrait.

¢ Tous les connecteurs de processeur doivent &tre munis d'un cache ou d'un processeur et d'un
dissipateur thermique.

¢ Siplusieurs processeurs sont installés, il convient de respecter rigoureusement les régles de peuplement
de ventilateur pour chaque nceud.

Intervention a l'intérieur de la solution sous tension

Pour pouvoir observer les informations systéeme du panneau d’affichage ou remplacer des composants
remplacables a chaud, il peut étre nécessaire de maintenir la solution sous tension en laissant le capot
ouvert. Consultez ces instructions avant de procéder a cette action.

Attention : La solution peut s’arréter et ainsi entrainer une perte de données lorsque les composants
internes de la solution sont exposés a I’électricité statique. Pour éviter ce probléme, utilisez toujours un
bracelet antistatique ou d'autres systémes de mise a la terre lorsque vous intervenez a l'intérieur d'une
solution sous tension.

e Evitez de porter des vétements larges, en particulier autour des avant-bras. Boutonnez ou remontez vos
manches avant d'intervenir I'intérieur de la solution.

¢ Faites en sorte que votre cravate, écharpe, cordon de badge ou vos cheveux ne pendent pas a l'intérieur
de la solution.

¢ Retirez les bijoux de type bracelet, collier, bague, boutons de manchettes ou montre-bracelet.

¢ Retirez tous les objets, tels que stylo et crayon, des poches de votre chemise pour éviter qu'ils ne
tombent a Il'intérieur de la solution lorsque vous vous penchez au-dessus de celle-ci.

¢ Veillez a ne pas faire tomber d'objets métalliques (trombones, épingles a cheveux et vis) a I'intérieur du
serveur.

Manipulation des dispositifs sensibles a I'électricité statique

Consultez ces instructions avant de manipuler des dispositifs sensibles a I’électricité statique, afin de réduire
les risques d’endommagement lié a une décharge électrostatique.

Attention : Empéchez I’exposition a I'électricité statique, laquelle peut entrainer I'arrét du systeme et la
perte de données, en conservant les composants sensibles a I’électricité statique dans les emballages
antistatiques jusqu’a leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou
un autre systeme de mise a la terre.

¢ Limitez vos mouvements pour éviter d’accumuler de I'électricité statique autour de vous.

¢ Prenez encore davantage de précautions par temps froid, car le chauffage réduit le taux d’humidité
intérieur et augmente I’électricité statique.

e Utilisez toujours un bracelet antistatique ou un autre systéme de mise a la terre, en particulier lorsque
vous intervenez a I'intérieur d’une solution sous tension.

¢ Le dispositif toujours dans son emballage antistatique, mettez-le en contact avec une surface métallique
non peinte de la partie externe de la solution pendant au moins deux secondes. Cette opération élimine
I’électricité statique de I'emballage et de votre corps.

¢ Retirez le dispositif de son emballage et installez-le directement dans la solution sans le poser entre-
temps. Si vous devez le poser, replacez-le dans son emballage antistatique. Ne posez jamais le dispositif
sur la solution ou sur une surface métallique.

¢ |orsque vous manipulez le dispositif, tenez-le avec précaution par ses bords ou son cadre.
¢ Ne touchez pas les joints de soudure, les broches ou les circuits a découvert.
e Tenez le dispositif hors de portée d’autrui pour éviter un possible endommagement.
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Remplacement de composants dans le boitier

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer et installer des composants du boitier.

Remplacement de la carte médiane du boitier

Utilisez les procédures suivantes pour retirer et installer la carte médiane du boitier.

Retrait de la carte médiane du boitier
Les informations suivantes vous indiquent comment retirer la carte médiane du boitier.
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ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et I'interrupteur du bloc d’alimentation ne coupent pas le
courant électrique alimentant I'unité. En outre, le systéme peut étre équipé de plusieurs cordons
d'alimentation. Pour mettre I'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la
source d'alimentation.

Avant de retirer la carte médiane du boitier :
1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.
2. Trois personnes sont nécessaires pour mener cette tdche a bien.

3. Enregistrez le modéle du type de machine et le numéro de série du boitier, puis récupérez les
informations de I'identificateur unique universel (UUID) figurant sur la carte médiane du boitier que vous
retirez. La procédure d'obtention de ces données peut varier en fonction de I'état fonctionnel du boitier.

a. Le boitier fonctionne :

1) Connectez-vous au module Lenovo XClarity Controller et accédez a I'interface de ligne de
commande. Vous pouvez accéder a I'interface de ligne de commande du module XCC via une
connexion Ethernet ou série directe au XCC ou une connexion SSH (Secure Shell) au XCC. Vous
devez tout d’abord vous authentifier auprés du module XCC avant d’exécuter toute commande.

2) Recherchez le modeéle du type de machine, le numéro de série du boitier ainsi que les valeurs de
I'identificateur unique universel a |'aide de la commande de l'interface de ligne de
commande. Enregistrez ces informations avant de poursuivre.

b. Le boitier ne fonctionne pas :

1) Obtenez le numéro de série du boitier et le modele du type de machine a partir de I'une des
étiquettes du boitier.

2) Notez le numéro de série du boitier, le modele du type de machine et I'identificateur unique
universel avant de poursuivre.

4. Arrétez le systéme d'exploitation et mettez hors tension tous les nceuds de traitement du boitier. Pour
plus d'informations, consultez la documentation fournie avec le nceud de traitement.

5. Ouvrez les deux poignées de déverrouillage sur les nceud de traitement et le nceud de gestion, s'il est
installé, afin de dégager les nceuds des connecteurs de la carte médiane du boitier.

6. Débranchez le boitier de la source d'alimentation.
7. Débranchez tous les cables des modules a I'arriére du boitier.
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8. Retirez les composants a l'arriére et a I'avant du boitier.

9. Retirez tous les plateaux situés a I'avant du boitier (voir « Retrait d'un plateau DWC du boitier » a la page
250).

10. Retirez tous les blindages EMC de part et d’autre.

Figure 20. Retrait des blindages EMC supérieurs
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Figure 21. Retrait des blindages EMC inférieurs

11. Soulevez le taquet et faites glisser I'assemblage de capteur de goutte vers |'arriére, puis soulevez ce
dernier pour dégager la tige du capteur et I'extraire du boitier.

Figure 22. Retrait de I'assemblage de capteur de gouttes

12. Retirez les supports de fixation du collecteur (emplacement sur le boitier supérieur uniquement).
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Figure 23. Retrait du support de fixation

13. Retirez le module de carte FPC et le support de module de carte FPC.
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Figure 25. Retrait du support
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14. Retrait de I’'obturateur.

<)Im) D)}

) /3

S /A

2
s

.

D)n) )RR

Figure 26. Retrait de I'obturateur

15. Retirez tous les blocs d’alimentation du boitier.

Figure 27. Retrait du bloc d'alimentation
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16. Retirez les huit vis (a I'aide du tournevis fourni dans le kit de réparation du collecteur) pour détacher les
deux collecteurs du boitier.
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Figure 28. Emplacement des vis du collecteur

Tableau 15. Emplacement des vis du collecteur

Vis H Collecteur

17. Retirez les huit vis pour retirer les deux supports de support de part et d’autre.
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Figure 29. Retrait du support

18. Retirez deux caches EIA a I’avant du boitier, puis retirez six vis.
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19.

Figure 30. Retrait du cache de la barrette EIA

Faites glisser le boitier vers I’extérieur jusqu’a ce qu’il vous soit possible de fixer les poignées avant des
deux cbtés. Alignez les encoches des poignées avec les tenons sur le boitier et faites glisser les
poignées vers le haut jusqu’a ce qu’elles s’enclenchent.

Attention : Trois techniciens diment formés sont nécessaires pour accomplir la tAche d’installation/de
retrait du boitier.

¢ Deux techniciens doivent maintenir les poignées avant et arriere de part et d’autre du boitier.
¢ Un technicien protége les cébles contre tout endommagement.

Chapitre 3. Procédures de remplacement de matériel 47



\ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬂﬁﬂﬂ\

<ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ§

Figure 31. Glissement du boitier
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Figure 32. Installation de la poignée avant

20. Tenez les poignées avant des deux cbtés et faites glisser le boitier jusqu’a avoir suffisamment de place
pour installer les poignées arriere.
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Figure 33. Installation de la poignée arriere

21. Tenez soigneusement les poignées avant et arriere de chaque cété pour faire glisser le boitier hors de
I’armoire ; ensuite, placez délicatement le boitier sur une surface de travail stable.

Pour retirer la carte médiane du boitier, procédez comme suit :
Etape 1. Desserrez les trois vis imperdables sur le carter supérieur.

Etape 2. Faites pivoter le carter supérieur vers |'extérieur.
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Figure 34. Rotation du carter supérieur vers |'extérieur

Etape 3. Desserrez les trois vis imperdables qui maintiennent la carte médiane du boitier en place dans le
boitier.

Etape 4. Soulevez la carte médiane du boitier a moitié. Stabilisez la carte médiane du boitier en insérant un
tournevis ou un crayon dans sa partie centrale afin d'avoir les mains libres.
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Figure 35. Retrait de la carte médiane du boitier a partir d'un boitier

Etape 5. Débranchez les deux cébles de ventilateur de la carte médiane du boitier.
Etape 6. Saisissez avec précaution la carte médiane du boitier et faites-la glisser hors du boitier.
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Remarque : Veillez a ne pas saisir les connecteurs sur la carte médiane du boitier Car vous
pourriez les endommager.

Figure 36. Retrait de la carte médiane du boitier a partir d'un boitier

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et
utilisez les matériaux que vous avez regus pour I'emballer.

Vidéo de démonstration
Découvrez la procédure sur YouTube
Installation de la carte médiane du boitier

(Réservé aux techniciens de maintenance qualifiés) Les instructions suivantes vous permettent d'installer la
carte médiane du boitier.
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ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et 'interrupteur du bloc d’alimentation ne coupent pas le
courant électrique alimentant 'unité. En outre, le systéme peut étre équipé de plusieurs cordons
d'alimentation. Pour mettre I'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la
source d'alimentation.

Avant d'installer la carte médiane du boitier :
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1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.

2. Trois personnes sont nécessaires pour mener cette tache a bien.

Pour installer la carte médiane du boitier, procédez comme suit.

Etape 1. Alignez soigneusement la carte médiane du boitier sur les broches de guidage du boitier.

Figure 37. Installation de la carte médiane du boitier

Etape 2. Faites glisser la carte médiane du boitier dans le boitier sur la moitié de sa profondeur. Stabilisez la

carte médiane du boitier en insérant un tournevis ou un crayon dans sa partie centrale afin d'avoir
les mains libres.
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Figure 38. Carte médiane du boitier

Attention :

¢ Lors de l'installation, insérez la carte médiane du boitier verticalement contre le capot dans la
coque du boitier et maintenez-la dans cette position. Si la carte médiane du boitier n'est pas
insérée correctement, les broches de guidage risquent d'entrer en contact avec les
connecteurs de la carte médiane du boitier et d'endommager les broches des connecteurs.

¢ Ne saisissez pas les connecteurs de la carte médiane du boitier lorsque vous installez celle-ci
dans le boitier. Vous risqueriez d'endommager les broches des connecteurs.

e Vérifiez que le cable du contrdleur de ventilation et d'alimentation est dégagé lors de I'insertion
de la carte médiane du boitier dans le boitier.

Etape 3. Reconnectez les deux cables aux connecteurs d'alimentation des ventilateurs et les connecteurs
d'interface des ventilateurs a la carte médiane du boitier.

Etape 4. Soulevez légerement la carte médiane tout en retirant avec précaution le tournevis / la barre
maintenant la carte médiane a moitié insérée, puis faites glisser la carte médiane pour l'insérer
complétement dans le boitier, jusqu'a la butée.

Etape 5. Serrez les trois vis imperdables qui maintiennent la carte médiane du boitier en place dans le
boitier.

Etape 6. Faites pivoter le carter supérieur vers l'intérieur.
Etape 7. Serrez les trois vis imperdables sur le carter supérieur.
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Figure 39. Rotation du capot supérieur vers I'intérieur

Réassemblez le boitier et programmez les données techniques essentielles (VPD) qui sont stockées sur la
carte. Procédez comme suit :

Attention : Trois techniciens diiment formés sont nécessaires pour accomplir la tdche d’installation/de
retrait du boitier.

¢ Deux techniciens doivent maintenir les poignées avant et arriére de part et d’autre du boitier.
¢ Un technicien protége les cables contre tout endommagement.

1. Placez soigneusement le boitier dans I'armoire et faites-le glisser jusqu’a ce que les poignées arriere
soient proches des glissiéres de I'armoire avant. Ensuite, retirez les poignées arriére des deux cbtés.

Chapitre 3. Procédures de remplacement de matériel
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Figure 40. Retrait de la poignée arriere

2. Faites glisser le boitier plus loin dans I’armoire jusqu’a ce que les poignées avant soient proches des
glissiéres de I'armoire avant. Ensuite, enlevez les poignées avant des deux cotés.
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Figure 41. Retrait de la poignée avant

3. Poussez le boitier jusqu’au fond de I'armoire.
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Figure 42. Glissement de I"armoire

4. Réinstallez deux caches EIA a I'avant du boitier, puis réinstallez six vis.

Figure 43. Installation du cache de la barrette EIA
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5. Réinstallez huit vis pour fixer deux crochets de support a I'arriére du boitier.
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Figure 44. Installation du crochet de support

6. Réinstallez huit vis (a I'aide du tournevis fourni dans le kit de réparation du collecteur) pour fixer les deux

collecteurs.
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Figure 45. Emplacement des vis du collecteur
Tableau 16. Emplacement des vis du collecteur
Vis H Collecteur

7. Réinstallez tous les blocs d’alimentation dans le boitier.

B e o @ @

Figure 46. Installation du bloc d'alimentation

8. Réinstallez I’obturateur.
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Figure 47. Installation de I"obturateur

9. Réinstallez le support de module de carte FPC et le module de carte FPC.
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Figure 48. Installation du crochet de support

Figure 49. Installation du module de carte FPC
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10. Réinstallez les supports de fixation du collecteur (emplacement sur le boitier supérieur uniquement).

Figure 50. Installation du support de fixation

11. Alignez I'assemblage de capteur de gouttes avec le boitier et faites-le glisser jusqu'a le mettre en place.
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Figure 51. Installation de I'assemblage de capteur de gouttes

12. Réinstallez tous les blindages EMC.

Figure 52. Installation des blindages EMC supérieurs
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Figure 53. Installation d'un blindage électromagnétique

13. Rebranchez tous les cables des modules que vous aviez débranchés a I'arriere du boitier.
14. Connectez le boitier a I'alimentation (voir le Guide de maintenance et d'Installation du boitier n1200).

15. Notez le numéro de série (par exemple : KEEITEEITA) et |'identificateur unique universel (par exemple :
PIFIAHITBATHAIEEITE) de la nouvelle carte médiane du boitier.

16. Mettez a jour le microprogramme de la solution au dernier niveau (voir le Guide de maintenance et
d'Installation du boitier n1200).

17. Connectez-vous a l'interface Web (voir le Guide de maintenance et d'Installation du boitier n1200).

18. Accédez a la section Informations systéme, puis cliquez sur I'onglet Données techniques
essentielles de la carte médiane.

19. Mettez a jour le numéro de série et UUID de la nouvelle carte médiane du boitier sur le contrdleur de
ventilation et d'alimentation (voir le Guide de maintenance et d'Installation du boitier n1200).

20. Fermez les deux poignées de déverrouillage sur le plateau afin d'installer les nceuds dans les
connecteurs de la carte médiane du boitier.

21. Redémarrez les nceuds que vous aviez arrétés. Pour plus d'informations, consultez la documentation
fournie avec le nceud de traitement.

22. Le contréleur de ventilation et d'alimentation est automatiquement mis sous tension.
Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube

Remplacement de I'assemblage du capteur de gouttes

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer et installer I'assemblage du capteur de gouttes.
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https://www.youtube.com/watch?v=Mjf2JdiW1gQ

Retrait de I'assemblage du capteur de gouttes
La section ci-apres explique comment retirer I'assemblage de capteur de gouttes.
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ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et I'interrupteur du bloc d’alimentation ne coupent pas le
courant électrique alimentant I'unité. En outre, le systéme peut étre équipé de plusieurs cordons
d'alimentation. Pour mettre I'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la
source d'alimentation.

Avant de retirer I'assemblage de capteur de gouttes :
1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.
2. Appuyez sur le loquet bleu et faites pivoter la partie supérieure de la protection vers I'arriere ; soulevez-la
ensuite pour dégager le tuyau du collecteur qui pénétre dans le boitier.

Figure 54. Retrait du cache EMC inférieur gauche

Remarque : Siun tuyau vertical de collecteur se trouve a I'avant de la protection EMC, vous devez faire
glisser celui-ci sur le c6té a partie de la partie supérieure du tuyau.
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Figure 55. Retrait du cache EMC inférieur gauche

Pour retirer I'assemblage de capteur de gouttes, procédez comme suit :

Etape 1. Soulevez le taquet et faites glisser I'assemblage de capteur de goutte vers I'arriére, puis soulevez
ce dernier pour dégager la tige du capteur et I'extraire du boitier.

Figure 56. Retrait de I'assemblage de capteur de gouttes
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Figure 57. Assemblage de capteur de gouttes

Tableau 17. Assemblage de capteur de gouttes

H Connecteur H Loquet

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et
utilisez les matériaux que vous avez regus pour I'emballer.

Vidéo de démonstration
Découvrez la procédure sur YouTube

Installation de I'assemblage du capteur de gouttes
La section ci-aprés explique comment installer I'assemblage de capteur de gouttes.
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ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et I'interrupteur du bloc d’alimentation ne coupent pas le
courant électrique alimentant 'unité. En outre, le systéme peut étre équipé de plusieurs cordons
d'alimentation. Pour mettre I'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la
source d'alimentation.

Avant d'installer I'assemblage de capteur de gouttes :
1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.
Pour installer I'assemblage de capteur de gouttes, procédez comme suit :

Etape 1. Alignez I'assemblage de capteur de gouttes avec le boitier et faites-le glisser jusqu'a le mettre en
place.
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https://www.youtube.com/watch?v=ongtTwq2reA

Figure 58. Installation de I'assemblage de capteur de gouttes

Aprés avoir installé I'assemblage de capteur de gouttes, effectuez les opérations ci-aprés.
1. Réinstallez le blindage électromagnétique que vous avez retiré.

Figure 59. Installation du blindage électromagnétique inférieur gauche
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Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube

Remplacement du contrdleur de ventilation et d'alimentation (FPC)

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer et installer le module FPC.

Retrait du module FPC

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer le FPC.

S002
—
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ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et 'interrupteur du bloc d’alimentation ne coupent pas le
courant électrique alimentant I'unité. En outre, le systeme peut étre équipé de plusieurs cordons
d'alimentation. Pour mettre I'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la
source d'alimentation.

&

ATTENTION :
Une protection oculaire est requise pour cette procédure.

S038

Avant de retirer le FPC :
1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.
2. Retirez les caches EMC.
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https://www.youtube.com/watch?v=xQII4rzo1bI

Figure 61. Retrait du cache EMC inférieur gauche

3. Si vous souhaitez migrer les paramétres actuels du boitier ainsi que les données techniques essentielles
de la carte médiane du boitier vers le nouveau module FPC, vérifiez les points suivants :
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a. Vous avez effectué une sauvegarde des parameétres FPC, une sauvegarde des données techniques

essentielles du boitier et avez suivi la procédure de sauvegarde des données techniques essentielles
de la carte médiane.

b. Conservez I’'ancienne clé USB que vous avez retirée du module FPC et installez-la sur le nouveau
module FPC.
Effectuez les étapes suivantes pour retirer le FPC.

Etape 1. Faites pivoter le taquet et faites glisser le module de carte FPC hors du support.

Figure 62. Retrait d'un module de carte FPC

Etape 2. Appuyez sur les pattes de déverrouillage et faites glisser le support hors du boitier.
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Figure 63. Retrait du support

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et
utilisez les matériaux que vous avez regus pour I'emballer.

Installation du module FPC
Les informations suivantes vous indiquent comment installer le module FPC.

S002
—
N
/NS
ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et I'interrupteur du bloc d’alimentation ne coupent pas le
courant électrique alimentant 'unité. En outre, le systéme peut étre équipé de plusieurs cordons
d'alimentation. Pour mettre I'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la
source d'alimentation.

&

ATTENTION :
Une protection oculaire est requise pour cette procédure.

S038
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Avant d'installer la FPC :
1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.
2. Retirez les caches EMC.

Figure 64. Retrait du cache EMC supérieur
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Figure 65. Retrait du cache EMC inférieur gauche

Pour installer le module FPC, effectuez les opérations ci-apres.
Etape 1. Installez le support du module FPC.

Etape 2. Alignez le module FPC avec le support, puis faites glisser le module FPC pour l'installer et faites
pivoter le taquet.
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Figure 66. Installation du module FPC

Remplacement de la batterie du module FPC

Utilisez les procédures suivantes pour retirer et installer la pile du FPC.

Retrait de la batterie du module FPC
Les informations ci-apres vous permettent de retirer la pile FPC.
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ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et I'interrupteur du bloc d’alimentation ne coupent pas le
courant électrique alimentant I'unité. En outre, le systéme peut étre équipé de plusieurs cordons
d'alimentation. Pour mettre I'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la
source d'alimentation.

S004
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ATTENTION :

Lors du remplacement de la pile au lithium, remplacez-la uniquement par une pile Lenovo de la
référence spécifiée ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Si votre systéme est doté
d'un module contenant une batterie au lithium, remplacez-le uniquement par un module identique,
produit par le méme fabricant. La batterie contient du lithium et peut exploser en cas de mauvaise
utilisation, de mauvaise manipulation ou de mise au rebut inappropriée.

Ne pas :

e Lajeteral'eau

e L'exposer a une température supérieure a 100 °C (212 °F)
e Laréparer ou la démonter

Ne mettez pas la pile a la poubelle. Pour la mise au rebut, reportez-vous a la réglementation en
vigueur.

S005

ATTENTION :

Cette pile est une pile au lithium-ion. Pour éviter tout risque d'explosion, ne la faites pas briiler. Ne la
remplacez que par une pile agréée. Pour le recyclage ou la mise au rebut, reportez-vous ala
réglementation en vigueur.

Avant de retirer la pile FPC :
1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.
2. Retirez le FPC (voir « Retrait du module FPC » a la page 70).

3. Sivous souhaitez migrer les parametres actuels du boitier ainsi que les données techniques essentielles
de la carte médiane du boitier vers le nouveau module FPC, vérifiez les points suivants :

a. Vous avez effectué une sauvegarde des paramétres FPC, une sauvegarde des données techniques
essentielles du boitier et avez suivi la procédure de sauvegarde des données techniques essentielles
de la carte médiane.

b. Conservez I'ancienne clé USB que vous avez retirée du module FPC et installez-la sur le nouveau
module FPC.

Pour retirer la pile FPC, effectuez les opérations ci-apres.
Etape 1. Localisez la pile.
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Figure 67. Emplacement de la pile FPC

Tableau 18. Emplacement de la pile FPC

pile FPC

Etape 2. Appuyez avec I'ongle sur la patte de retenue de la pile. La pile doit alors sortir.

Figure 68. Retrait de la pile FPC

Remarque : Soulevez la pile délicatement. Si vous ne retirez pas la pile correctement, vous
risquez d’endommager le FPC. Tout dégéat occasionné peut exiger le remplacement du FPC.

Etape 3. Ne mettez pas la pile a la poubelle. Pour la mise au rebut, reportez-vous a la réglementation en
vigueur. Voir Consignes de protection de I'environnement pour en savoir plus.

Etape 4. Stockez les données techniques essentielles du FPC d’origine sur le nouveau FPC pour la durée
de la garantie restante, si celui-ci est remplacé.

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et
utilisez les matériaux que vous avez recus pour |'emballer.

Installation de la batterie du module FPC
Les informations suivantes vous indiquent comment installer la pile FPC.
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ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et 'interrupteur du bloc d’alimentation ne coupent pas le
courant électrique alimentant 'unité. En outre, le systéme peut étre équipé de plusieurs cordons
d'alimentation. Pour mettre I'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la
source d'alimentation.

78  Plateau ThinkSystem SD650 nceud double DWC et boitier NeXtScale n1200 DWC Guide de maintenance



S004

ATTENTION :

Lors du remplacement de la pile au lithium, remplacez-la uniquement par une pile Lenovo de la
référence spécifiée ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Si votre systéme est doté
d'un module contenant une batterie au lithium, remplacez-le uniquement par un module identique,
produit par le méme fabricant. La batterie contient du lithium et peut exploser en cas de mauvaise
utilisation, de mauvaise manipulation ou de mise au rebut inappropriée.

Ne pas :

e Lajeteral'eau

¢ L'exposer a une température supérieure a 100 °C (212 °F)
e Laréparer ou la démonter

Ne mettez pas la pile a la poubelle. Pour la mise au rebut, reportez-vous a la réglementation en
vigueur.

S005

ATTENTION :

Cette pile est une pile au lithium-ion. Pour éviter tout risque d'explosion, ne la faites pas briiler. Ne la
remplacez que par une pile agréée. Pour le recyclage ou la mise au rebut, reportez-vous ala
réglementation en vigueur.

Avant d'installer la pile FPC :
1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.
2. Retirez le FPC (voir « Retrait du module FPC » a la page 70).
3. Apres avoir remplacé la pile, vous devrez reconfigurer les parametres FPC.

4. Lorsque vous remplacez la pile, vous devez la remplacer par une pile au lithium de méme type concue
par le méme fabricant.

Pour installer la pile FPC, effectuez les opérations ci-apres.
Etape 1. Localisez la pile.
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Figure 69. Emplacement de la pile FPC

Tableau 19. Emplacement de la pile FPC

pile FPC

Etape 2. Suivez les instructions d’installation et de manipulation spécifiques fournies avec la pile.
Etape 3. Inclinez la pile afin de pouvoir I'insérer dans le socket.
Etape 4. Faites glisser la pile dans le socket jusqu'a ce qu'elle s'enclenche.

Figure 70. Installation de la pile FPC

Apres avoir installé la pile FPC, procédez comme suit :
1. Réinstallez le FPC dans le boitier (voir « Installation du module FPC » a la page 73).
2. Lancez I'utilitaire Setup Utility, puis réinitialisez la configuration.

Remplacement d'un bloc d'alimentation remplacable a chaud

Utilisez les procédures suivantes pour retirer et installer le bloc d’alimentation remplagable a chaud.

Retrait d'un bloc d'alimentation remplacable a chaud
Les informations suivantes vous indiquent comment retirer un bloc d'alimentation remplagable a chaud.

S001
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ADANGER

Le courant électrique provenant de I’'alimentation, du téléphone et des cables de transmission peut
présenter un danger.
Pour éviter tout risque de choc électrique :

¢ Branchez tous les cordons d’alimentation sur une prise de courant/source d’alimentation
correctement cablée et mise a la terre.

¢ Branchez tout équipement qui sera connecté a ce produit a des prises de courant ou des sources
d’alimentation correctement cablées.

¢ Lorsque cela est possible, n’utilisez qu’une seule main pour brancher ou débrancher les cordons
d’interface.

¢ Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d’incendie ou d’inondation, ou en présence
de dommages matériels.

e L’appareil peut étre équipé de plusieurs cordons d’alimentation, par conséquent pour mettre
I'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d’alimentation.

S002
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ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et I'interrupteur du bloc d’alimentation ne coupent pas le
courant électrique alimentant I'unité. En outre, le systéme peut étre équipé de plusieurs cordons
d'alimentation. Pour mettre I'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la
source d'alimentation.

N

ATTENTION :

N'ouvrez jamais un bloc d'alimentation ou tout autre élément sur lequel cette étiquette est apposée.
Des niveaux dangereux de tension, courant et électricité sont présents dans les composants qui
portent cette étiquette. Aucune piéce de ces composants n'est réparable. Si vous pensez qu'ils
peuvent étre a I'origine d'un probléme, contactez un technicien de maintenance.

S035

Avant de retirer un bloc d'alimentation remplagable a chaud :

1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.

Attention : Siun seul bloc d'alimentation remplacgable a chaud est installé dans la solution, vous devez
mettre la solution hors tension avant de retirer le bloc d'alimentation.

Pour retirer un bloc d'alimentation remplacable a chaud, effectuez les opérations ci-apres.
Etape 1. Débranchez le cordon d'alimentation du connecteur situé a I'arriére du bloc d'alimentation.
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Etape 2. Appuyez sur la patte de déverrouillage orange et maintenez-la enfoncée.

{

/

Figure 71. Retrait du bloc d'alimentation remplacable a chaud
Etape 3. Saisissez la poignée et sortez le bloc d'alimentation de la baie.

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et
utilisez les matériaux que vous avez regus pour |'emballer.

Vidéo de démonstration
Découvrez la procédure sur YouTube

Installation d'un bloc d'alimentation remplacable a chaud
Les informations suivantes vous indiquent comment installer un bloc d'alimentation remplagable a chaud.

S001
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https://www.youtube.com/watch?v=UKEpQt82NaM

ADANGER

Le courant électrique provenant de I’'alimentation, du téléphone et des cables de transmission peut
présenter un danger.
Pour éviter tout risque de choc électrique :

¢ Branchez tous les cordons d’alimentation sur une prise de courant/source d’alimentation
correctement cablée et mise a la terre.

¢ Branchez tout équipement qui sera connecté a ce produit a des prises de courant ou des sources
d’alimentation correctement cablées.

¢ Lorsque cela est possible, n’utilisez qu’une seule main pour brancher ou débrancher les cordons
d’interface.

¢ Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d’incendie ou d’inondation, ou en présence
de dommages matériels.

e L’appareil peut étre équipé de plusieurs cordons d’alimentation, par conséquent pour mettre
I'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d’alimentation.

S035
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ATTENTION :

N'ouvrez jamais un bloc d'alimentation ou tout autre élément sur lequel cette étiquette est apposée.
Des niveaux dangereux de tension, courant et électricité sont présents dans les composants qui
portent cette étiquette. Aucune piéce de ces composants n'est réparable. Si vous pensez qu'ils
peuvent étre a I'origine d'un probléme, contactez un technicien de maintenance.

Avant d'installer un bloc d'alimentation remplacable a chaud :
1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.
2. La présente section présente le type de bloc d'alimentation pris en charge par le boitier ainsi que
d'autres informations a prendre en compte lors de l'installation d'un bloc d'alimentation :

¢ Pour la prise en charge de la redondance, vous devez installer un bloc d'alimentation remplagable a
chaud supplémentaire, si aucun n'est déja installé sur votre modele.

¢ \Vérifiez que les périphériques que vous installez sont pris en charge. Pour obtenir une liste des
dispositifs en option pris en charge par le boitier, voir https://serverproven.lenovo.com/.

Pour installer un bloc d'alimentation remplagable a chaud, effectuez les opérations ci-apres.
Etape 1. Poussez le bloc d'alimentation remplacable a chaud dans la baie jusqu'a ce que le taquet de
déverrouillage se mette en place.

Important : En fonctionnement normal, chaque baie de bloc d'alimentation doit contenir un bloc
d'alimentation ou un panneau obturateur de bloc d'alimentation adapté pour assurer un
refroidissement correct du systéme.
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Figure 72. Installation du bloc d'alimentation remplagcable a chaud

Etape 2. Reliez une extrémité du cordon d'alimentation du nouveau bloc d'alimentation au connecteur de
courant alternatif situé a I'arriére du bloc d'alimentation, puis reliez I'autre extrémité a une prise de
courant correctement mise a la terre.

Etape 3. Sile nceud est hors tension, mettez-le sous tension.

Etape 4. Vérifiez que les voyants d'alimentation en courant alternatif situés sur le bloc d'alimentation sont
allumés ; cela indique que le bloc fonctionne correctement. Si la solution est sous tension, vérifiez
que le voyant d'alimentation en courant continu situé sur le bloc d'alimentation est également
allumé.

Apres avoir installé un bloc d'alimentation remplacable a chaud, effectuez les opérations ci-apres :
1. Rebranchez les cordons d'alimentation et autres cables préalablement retirés.
2. Mettez sous tension tous les nceuds de traitement.

Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube

Remplacement du collecteur

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer et installer le collecteur.

Retrait du collecteur
Les informations suivantes vous indiquent comment retirer le collecteur.

ATTENTION : ]
L'eau peut provoquer une irritation de la peau et des yeux. Evitez tout contact direct avec le lubrifiant.

S002
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https://www.youtube.com/watch?v=pqPR00GLCGw

ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et I'interrupteur du bloc d’alimentation ne coupent pas le
courant électrique alimentant 'unité. En outre, le systéme peut étre équipé de plusieurs cordons
d'alimentation. Pour mettre I'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la
source d'alimentation.

&

ATTENTION :
Une protection oculaire est requise pour cette procédure.

S038
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AVISO: Para este procedimento, sao necessarios 6culos de protecao.
(LO11)

BHMUMAHME: 3a Ta3u npoueaypa ca Heobxoanmu npegnasum ounna. (L011)
ATTENTION : Cette procédure requiert des lunettes de protection. (L011)
Bk ZEEFESHE. (LO1)

®E5 . HEFTEERE - (L0N)

OPREZ: Za izvodenje postupka su potrebne zastitne naocale. (L011)
POZOR: K tomuto postupu jsou nutné ochranné bryle. (L011)

Pas pa! Proceduren kraver beskyttelsesbriller. (L011)

WAARSCHUWING: Voor deze procedure is een beschermende bril vereist. (L011)
CAUTION: Protective eyewear is needed for the procedure. (L011)
VAROITUS: Toimet edellyttivit silminsuojaimien kayttod. (LO11)
Vorsicht: Bei dieser Prozedur eine Schutzbrille tragen. (L011)

MMPOXOXH: I'e TN 6VYKEKPLUEVT SLUOIKAGI0, ATALTOVVTUL TPOCTOUTEVTIKG YOO,
(LO011)

VESZELY: Az eljarashoz védészemiiveget kell viselni. (L011)

ATTENZIONE: per la procedura sono necessarie protezioni per gli occhi. (L011)

fElk: COEXICIXBEZRETLIEENRETT,
(LO11)

Fo: 0l 2X0lle 258 tF0l 22 LT (Lo11)
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BHUMAHMUE: 3a nssenyBare Ha nocrankata notpebHu ce 3awTuTtHm oyuna. (L011)

SERES
id”%’ %’fig

ADVARSEL: Vernebriller ma benyttes for denne prosedyren. (L011)

(rrom

ZAGROZENIE: Procedura wymaga zastosowania okularéw ochronnych. (L011)

CUIDADO: E necessario utilizar protecgdo ocular para a execugdo deste procedimento.
(LO11)

OCTOPOXHO: NMpu BbINONHEHMMN ITOWN onepaumn Heo6xoaMMo HageTb
3awuTHble oyku. (L011)

VYSTRAHA: Vykonanie tejto procediry vyZaduje pomdcku na ochranu o&i. (L011)

POZOR: Za ta postopek je potrebna zas¢itna oprema za oci. (L011)

PRECAUCION: Utilice proteccién ocular para llevar a cabo
el procedimiento. (L011)

Varning: Skyddsglaségon krivs. (L011)
Iq g PR ARRFRA VYR FIGVGF AR {UAF I on
(LO1D) .o ,S pukids 58l aSiiso; 38 31, 338 sl jar OV dadas ju 1 55,503Ma85

Daezsingj: Aen cauhcoz neix aeu yungh yenjging baujhoh Iwgda. (L011)
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LO14

(LOT4) o) ¥ 1agd An sl Ailuasll ol S 1) amy © o

AVISO: Para este procedimento, sao necessarias luvas com resisténcia
quimica. (L014)

BHUMAHMUE: 3a Tasu npoueaypa ca HeoOXoaAMMM XMMUYECKU YyCTONYMBK pbkasuum. (L014)

ATTENTION : Cette procédure requiert des gants de protection contre les produits
chimiques. (L014)

BiL: ZIEREAEGTFE. (L014)

5

& HEFBRER{LBETFE - (L014)
OPREZ: Za ovaj postupak su potrebne kemijski otporne zastitne rukavice. (L014)
POZOR: K tomuto postupu jsou nutné ochranné bryle. (L014)

Pas pa! Ber handsker, der er modstandsdygtige over for kemikalier,
nar du skal udfere denne proces. (L014)

WAARSCHUWING: Voor deze procedure zijn tegen chemicalién beschermende
handschoenen vereist. (L014)

CAUTION: Chemical resistant gloves are needed for this procedure. (L014)

VAROITUS: Toimet edellyttivit kemiallisesti kestdvistd materiaaleista valmistettujen
suojakasineiden kayttod. (L014)

Vorsicht: Bei dieser Aktion miissen chemische Schutzhandschuhe getragen werden.
(L014)

MPOXOXH: I'a ™) cvykekpipévn 01001KOGIA TITOVVTOL ELOIKA YAVTLO, AVOEKTIKA OTIg
mumkég ovoies. (L014)

VIGYAZAT: Az eljarashoz vegyi anyagokkal szemben ellenall6
védgszemiiveget kell viselni. (L014)

ATTENZIONE: per questa procedura sono necessari guanti resistenti ad agenti
chimici. (L014)

fEl&E: COERICHIEEMEDNH 2T D—THBETY, (L014)
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IXE ot Watstd &=

2

FEoHOF &FLICE (LO14)

A

BHUMAHME: 3a nssenyBame Ha oBaa noctanka notpebHu ce pakaBuuUM 3a XeMmUcka 3allTuTa.
(LO14)

Lrhigiiit

ADVARSEL: Vernehansker av motstandsdyktig materiale ma benyttes for
denne prosedyren. (L014)

(17101)

ZAGROZENIE: Procedura wymaga uzycia rekawic ochronnych. (L014)

CUIDADO: E necesséria a utilizagdo de luvas resistentes a quimicos para a execugo deste
procedimento. (L014)

OCTOPOXHO: insa aTton npoueaypbl HEO6X0AUMbI Nep4YaTKun, yCTon4YnBbIe
K XuMu4yeckum sosgencteusam. (L014)

VYSTRAHA: Vykonanie tejto procedury vyZaduje rukavice odolné chemikaliam. (L014)
POZOR: Za delo so potrebne proti kemi¢nim sredstvom odporne rokavice. (L014)

PRECAUCION: Utilice guantes resistentes a los productos quimicos para
llevar a cabo el procedimiento. (L014)

Varning: Kemikalietiliga handskar behovs. (L014)

CENCIE R ar By a%a ﬁ ReraryR gAY A ENRYZAT Ay gaNHg 5 Hx|

(LO14)
(LO14) . 3o, pdailsionS anday Sindils i Slloons Tadlyae oY adas 3 ¢ L35, 50MalS0

Daezsingj: Aen cauhcoz neix aeu yungh madfwngz naih vayoz myaex. (L014)
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LO16

@
==
/,

il g aa 0 g3 Slall Jslaad) of bl Cuns A je Sl darall jladl (i il oy 8 1 plad
(LO16) elall o pusi 355 vie ol Alisa (gl Jlad e sl n Al ol (3 Jaall cins

AVISO: Risco de choque elétrico devido a presenca de agua ou solucao aquosa no produto.
Evite trabalhar no equipamento ligado ou proximo a ele com as maos molhadas ou quando
houver a presenca de agua derramada. (L016)

OINACHO: Pvick oT TOKOB ygap nopaav Boga Ui BOAEH pasTBOp, NPUCHCTBALLM B NPOAYKTA.
W3Gsreaiite pabGoTa no unu okorno o6opyaBaHe Nof HanpexeHue,

[OKaTo CTE C MOKPM pbLie UM KOraTo HAaoKomo MMa pasnsiHa Boaa.

(LO16)

DANGER : Risque de choc électrique lié a la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce
produit. Evitez de travailler avec ou a proximité d'un équipement sous tension avec des mains
mouillées ou lorsque de I'eau est renversée. (L016)

SEf: T AT A S AR, A A ey R . T i G P VAR ) T A e B A K
HEIFR B IHE T/, (LO16)

Eh% : FERPEKBKAR  SEREBRNER - FIREEEBIKEHE SRR FRSEIEENg
f#& - (LO16)

OPASNOST: Rizik od elektricnog udara zbog vode ili tekuéine koja postoji u ovom proizvodu.
Izbjegavajte rad u

blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena

tekucina.

(LO16)

NEBEZPECI: Riziko trazu elektrickym proudem v diisledku vody nebo vodniho roztoku
pritomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste pri praci s aktivovanym vybavenim
nebo v jeho blizkosti neméli mokré ruce a vyvarujte se potfisnéni nebo politi produktu
vodou. (LO16)

Fare! Risiko for sted pa grund af vand eller en vandig oplesning i produktet. Undga at arbejde
med eller i neerheden af stremforende udstyr med vade hander, eller hvis der er spildt vand. (L016)

GEVAAR: Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit
product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt
of als gemorst water aanwezig is. (L016)

DANGER: Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product.

Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present.
(L016)

90 Plateau ThinkSystem SD650 noeud double DWC et boitier NeXtScale n1200 DWC Guide de maintenance



VAARA: Tissa tuotteessa oleva vesi tai vettd sisiltdva liuos voi aiheuttaa sihkoiskuvaaran.
Viltd tyoskentelyd jannitteellisen laitteen ddressa tai sen liheisyydessd marin kisin tai jos laitteessa
tai sen ldheisyydessai on vesiroiskeita. (L016)

Gefahr: Aufgrund von Wasser oder wissriger Losung in diesem Produkt besteht die Gefahr
eines elektrischen Schlags. Nicht mit nassen Hianden oder in der Nihe von Wasserlachen
an oder in unmittelbarer Nihe von Bauteilen arbeiten, die unter Strom stehen. (L016)

KINAYNOZX: Kivdvvog nhektporinéiag eéartiog ¢ mapovsiag vepod 1 vypol S1aldpoTog 670 E6MTEPIKO
TOV TPOIOVTOG. ATOQPUYETE TNV EPYacio pe evepyld eE0mMONO 1] KOVTA 68 evepyd sEomhaopod pe Ppeypéva
xépra 1 6tav vapyer dSreppon vepoo. (L0O16)

VESZELY: A viz vagy a termékben 1év6 vizes alapa
hiit6folyadék miatt fennall az elektromos dramiités veszélye.

Ne dolgozzon aram alatt 1év6 berendezésen és kozelében nedves
kézzel, illetve amikor folyadék keriil a berendezésre.

(LO016)

PERICOLO: rischio di scossa elettrica a causa di presenza nel prodotto di acqua o soluzione acquosa.

Evitare di lavorare su o vicino l’apparecchiatura accesa con le mani bagnate o in presenza di acqua.
(LO16)

fEl%: CORGNIHFET DKELITKFRICE->T, BRVavIDEBEBAHY ET,
FRAENTVBRBELIENFKDNARICHDIHEEE. EELSEMEINEEFITZD
BATOELETHHENTL EEL, (LO16)

E: O HBU=s 8 L= U2 QI MI| A3 0| ASLILH 2 E22 E=
A& 20| A= HHUA B0l SSE= UL O FHOUM 26K 0H& A2, (LO16)

OMACHOCT: OnacHocT of CTpyeH yaap nopaau npucacTso Ha BoAa WM Ha BOAEH pacTBOp BO OBOj NPOM3BOA.

M3berHyBajTe paboTere Ha onpema BKIlyyeHa BO CTpyja unu Bo 6nm3nHa Ha onpema BKIydeHa BO CTpyja
CO BMaXHW paLie Unm Kora UMa UCTypeHo Boda.

(LO16)
: % Elppiaddgitac
i %igg % i% N

FARE: Fare for elektrisk stet pa grunn av vann eller en vandig opplesning som finnes i
dette produktet. Unnga a arbeide med eller i nerheten av stremferende utstyr med
vate hender eller ved eventuelt vannsel. (L016)

NIEBEZPIECZENSTWO: Ryzyko porazenia pradem elektrycznym z powodu wystepowania

w produkcie wody lub roztworu wodnego. Nie nalezy pracowac przy podlaczonym do zrodia
zasilania urzadzeniu lub w jego poblizu z mokrymi dtonmi lub kiedy rozlano wode.

(LO16)

PERIGO: Risco de choque eléctrico devido a presenga de dgua ou liquidos no produto. Evite trabalhar com
equipamento com energia, ou na sua proximidade, com méaos molhadas ou caso exista agua derramada. (L016)

Chapitre 3. Procédures de remplacement de matériel

91



OMNACHO: Puck nopaxeHusi aneKTpU4eCKMM TOKOM BCrneacTBMe NpUCyTCTBUSI B 3TOM
npoaykTe BoAbl UM BOQHOIo pacTBopa. M36eranTe BbINONHEeHUs1 paboTt Ha
ob6opyaoBaHMK, HaxoAsALWEMCA Noa HanpsiXXeHUueM, Unu psagomM ¢ Takum o6opyaoBaHueM
BNaXHbIMW pyKaMu unu npy Hanuv4mm nponuton BoAabl. (L016)

NEBEZPECENSTVO: Riziko Urazu elektrickym pridom v désledku pritomnosti vody alebo vodného
roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa praci na zapnutom zariadeni alebo v jeho blizkosti s viIhkymi
rukami, alebo ked je pritomna rozliata voda.

(LO16)

NEVARNOST: Nevarnost elektricnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku.
Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda.
(LO16)

PELIGRO: Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una solucién de agua que haya
en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tensién o cerca de los mismos con
las manos himedas o si hay agua derramada. (L016)

Fara: Risk for elektriska stotar pa grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt.
Arbeta inte med eller i ndrheten av elektriskt laddad utrustning om du har vata hinder eller
vid vattenspill. (L016)

‘AZ| . By gVARAFT T EANFA N A IV RN AR vN) RN gl g @d
ij§]§ﬂ]g'big-n3&'2'%3'&%‘&@?25'5};m%mﬁ%'éqiﬁﬁ'i;gﬂa:ﬂ'gj mgéggéﬂg

Eﬂ] (LO16)

SUoj assalle J3o Jgb . 5038508 585 Lhair§iigm Jo3 BLL (lixlies se )l SU 2 LY fudas & 1ol jasas

et b s oY dabas Tao) 568 Slus S ds 53lSes SL og Lol akasSuds GlSes casalle Gl duo
(LO16) . jusledso

Yungyiemj: Youzyiz aen canjbinj miz raemx roxnaeuz raemx yungzyiz, sojyij miz yungyiemj

bunggden. Mboujndaej fwngz miz raemx seiz youq ndaw sezbi roxnaeuz youq henzgyawj guhhong.
(LO16)

Attention : Assurez-vous que les procédures de manipulation appropriées sont respectées lorsque vous
travaillez avec une eau traitée chimiquement qui est utilisée dans le systeme de refroidissement de |'armoire.
Assurez-vous que le fournisseur de traitement chimique de I'eau propose des fiches techniques Santé-
Sécurité et des informations de sécurité et que des équipements de protection individuelle sont disponibles
conformément au fournisseur de traitement chimique de I'eau. Il peut étre recommandé d'utiliser des gants
et des lunettes, a titre de précaution.

Avant de retirer le collecteur :
1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.
Pour retirer le collecteur, procédez comme suit.

Etape 1. Faites glisser tous les plateaux DWC dans I'armoire pour les extraire du boitier d'environ 100 mm
(voir « Retrait d'un plateau DWC du boitier » a la page 250).

Etape 2. Fermez les deux vannes de roulement Eaton situées a I'avant de I'armoire.
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Figure 73. Vannes de roulement Eaton fermées

Tableau 20. Vannes de roulement Eaton

H Alimentation de I'armoire H Retour de I'armoire

Etape 3. Retirez le blindage EMC des deux c6tés du boitier supérieur.

Figure 74. Retrait des blindages EMC

Chapitre 3. Procédures de remplacement de matériel 93



Figure 75. Retrait des blindages EMC

Etape 4. Retirez les caches rouges de la prise de raccord rapide situés sur la partie supérieure de chaque
collecteur.
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Figure 76. Retrait des caches des prises de raccord rapide
Etape 5. Placez I'extrémité ouverte bleue ouvrir du tuyau de purge (outil sur le site client) dans un

compartiment. Vérifiez que le levier de la vanne du tuyau de purge est fermé (le levier doit étre
orienté a I'opposé du tuyau).
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Figure 77. Purge de I'eau

Etape 6. Branchez le connecteur de raccord rapide de I'outil du tuyau de purge sur la partie supérieure du
c6té retour du collecteur (positionné au centre de I'armoire).
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Figure 78. Branchement du connecteur de raccord rapide de I'outil du tuyau de purge sur la partie supérieure
du cété retour du collecteur

Etape 7. Une fois le raccord rapide établi, ouvrez lentement la vanne du tuyau pour purger I'eau jusqu'a
arrét de I'écoulement (cela devrait prendre environ 1 minute).
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Figure 79. Purge de I'eau

Etape 8. Passez a la partie supérieure de |'autre collecteur (emplacement le plus proche de la paroi de
I'armoire). Laissez le tuyau connecté a la partie supérieure du collecteur jusqu'a arrét de
I'écoulement de I'eau. Débranchez le raccord rapide sur la partie supérieure du collecteur.

98
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Etape 9.

Etape 10.

Etape 11.

Etape 12.
Etape 13.

Figure 80. Branchement du connecteur de raccord rapide de I'outil du tuyau de purge sur la partie supérieure
du cété alimentation du collecteur

Répétez le processus sur chaque boitier, depuis celui situé sur la partie supérieure a celui situé sur
la partie inférieure en utilisant les connexions rapides sur chacun d'eau (emplacements C et D) et
assurez-vous que |'eau s'écoule de maniere stable, pour effectuer la purge. Répétez le processus
de purge jusqu'a ce que tous les emplacements de I'armoire aient été purgés.

Rebranchez le tuyau sur la partie supérieure du collecteur dont la section est a remplacer avant de
passer a la partie avant de I'armoire.

A ce stade, le collecteur devrait étre correctement purgé pour permettre d'effectuer les taches de
maintenance. |l est possible que de I'eau soit encore présente dans le collecteur, par conséquent
installez des tissus absorbants pour éponger tout exces.

Déterminez quel collecteur doit étre remplacé.

Passez a I'arriere de I'armoire. Retirez le support de fixation du collecteur (emplacement sur le
boitier supérieur uniquement).
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Figure 81. Retrait du support de fixation

Etape 14. Soulevez le taquet et faites glisser I'assemblage de capteur de goutte vers |'arriere, puis soulevez
ce dernier pour dégager la tige du capteur et I'extraire du boitier.

Figure 82. Retrait de I'assemblage de capteur de gouttes
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Figure 83. Assemblage de capteur de gouttes

Tableau 21. Assemblage de capteur de gouttes

H Connecteur H Loquet

Etape 15. Retirez le module de carte FPC et son support si une partie du collecteur gauche est remplacée.
S'il s'agit de la partie droite du collecteur, retirez I'obturateur.

N\
AN

Figure 84. Retrait d'un module de carte FPC
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Figure 85. Retrait du support

Etape 16. Desserrez les quatre vis (a I'aide du tournevis fourni dans le kit de réparation du collecteur) pour
détacher le support du collecteur du boitier.

p

J\

]
@

”;@L ;

A

|

Figure 86. Emplacement des vis du collecteur
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Tableau 22. Emplacement des vis du collecteur

H Vis H Collecteur

Etape 17. Répétez les étapes 14 a 17 pour toutes les sections du collecteur jusqu'a pouvoir librement
accéder a l'intégralité du collecteur a remplacer.

Etape 18. Retirez le collecteur entier et placez-le sur le sol, en vue d'effectuer les étapes suivantes.
Etape 19. Placez un panneau sous la section du collecteur a retirer.

Figure 87. Démontage du collecteur

Tableau 23. Démontage du collecteur

Clé de 41 mm

Etape 20. Débranchez les raccords de la section du collecteur a remplacer pour déconnecter cette derniére
du reste du collecteur. Utilisez la clé de 41 mm fournie avec le kit de remplacement de la section
du collecteur.

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et
utilisez les matériaux que vous avez recus pour I'emballer.

Installation du collecteur
Les informations suivantes vous permettent d'installer le collecteur.

ATTENTION : i
L'eau peut provoquer une irritation de la peau et des yeux. Evitez tout contact direct avec le lubrifiant.

S002

7l
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ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et 'interrupteur du bloc d’alimentation ne coupent pas le
courant électrique alimentant 'unité. En outre, le systéme peut étre équipé de plusieurs cordons
d'alimentation. Pour mettre I'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la
source d'alimentation.

&

ATTENTION :
Une protection oculaire est requise pour cette procédure.

S038

Lo11

LO11) eloa¥) 13gd Al gl ol Uil o105 ) camy ¢ pudal
(LOT1) el 1agd 281 5 il B

AVISO: Para este procedimento, sdo necessarios 6culos de protecao.
(LO11)

BHUMAHME: 3a Tasu npoueaypa ca Heobxoammu npeanasiu oymna. (L011)

ATTENTION : Cette procédure requiert des lunettes de protection. (L011)

I

& ZAEFEFESE. (LONM)

[

& EREFTERES - (L011)

OPREZ: Za izvodenje postupka su potrebne zastitne naocale. (L011)

POZOR: K tomuto postupu jsou nutné ochranné bryle. (L011)

Pas pa! Proceduren kraver beskyttelsesbriller. (L011)

WAARSCHUWING: Voor deze procedure is een beschermende bril vereist. (L011)
CAUTION: Protective eyewear is needed for the procedure. (L011)

VAROITUS: Toimet edellyttivit silminsuojaimien kiyttod. (L011)

Vorsicht: Bei dieser Prozedur eine Schutzbrille tragen. (L011)

MMPOXZOXH: I'a TN 6VYKEKPLPEVT SLUSIKAGIO ATONTOVVTOL TPOGTUTEVTIKA YVAAME.
(L011)

VESZELY: Az eljarashoz védészemiiveget kell viselni. (LO11)
ATTENZIONE: per la procedura sono necessarie protezioni per gli occhi. (L011)

fal&: COEEICIIEZRET IEENVDETT,
(LO11)

Z9: 0l ZXt0ll

i

2S8 ordol ZEE LIt (Lot1)
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BHUMAHME: 3a n3BenyBate Ha nocrankara noTpebHu ce 3awTtuTHu oyuna. (L011)

brits
i“”% ii

A

(110D

ADVARSEL: Vernebriller ma benyttes for denne prosedyren. (L011)
ZAGROZENIE: Procedura wymaga zastosowania okular6w ochronnych. (L011)

CUIDADO: E necessério utilizar protecgio ocular para a execugio deste procedimento.
(LO11)

OCTOPOXHO: Mpwu BbINONHEHUN 3TOW onepauuy Heo6xoANMO HaaeTb
3aWuTHbIE o4ku. (L011)

VYSTRAHA: Vykonanie tejto procedury vyzaduje pomécku na ochranu o&i. (LO11)
POZOR: Za ta postopek je potrebna za$¢itna oprema za o¢i. (L011)

PRECAUCION: Utilice proteccién ocular para llevar a cabo
el procedimiento. (L011)

Varning: Skyddsglasogon krivs. (L011)
éagqﬂ . qﬁmgiqaa‘ﬁialm%ESQ%NngﬂaaﬂamfﬁﬁﬁN\ (Lot
(LO1D) . &S 3kataly5dls Sao3S A1 wls 538 Tasljer ¥ Jadas jo : 33, 500alS6

Daezsingj: Aen cauhcoz neix aeu yungh yenjging baujhoh lwgda. (L011)
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Lo14

(LO14) o1 ¥1 T3¢ s Sl Alaasll ol Sl o135 )) imy 2 a3

AVISO: Para este procedimento, sio necessarias luvas com resisténcia
quimica. (L014)

BHUMAHMUE: 3a Ta3u npouenypa ca Heo6xoanMmn XuMuyecku yctonumnem pbkasuumn. (L014)

ATTENTION : Cette procédure requiert des gants de protection contre les produits
chimiques. (L014)

B GREBREARHTTE. (L014)

5 HEFRER(LBHFE - (L014)

OPREZ: Za ovaj postupak su potrebne kemijski otporne zastitne rukavice. (L014)
POZOR: K tomuto postupu jsou nutné ochranné bryle. (L014)

Pas pa! Bar handsker, der er modstandsdygtige over for kemikalier,
nar du skal udfere denne proces. (L014)

WAARSCHUWING: Voor deze procedure zijn tegen chemicalién beschermende
handschoenen vereist. (L014)

CAUTION: Chemical resistant gloves are needed for this procedure. (L014)

VAROITUS: Toimet edellyttivit kemiallisesti kestivistd materiaaleista valmistettujen
suojakdsineiden kayttod. (L014)

Vorsicht: Bei dieser Aktion miissen chemische Schutzhandschuhe getragen werden.
(L014)

MMPOXOXH: I'e. TN svyKeKPIPéVY S1001KOGIR OTEITOVVTOL EIOIKE YAVTLO, OVOEKTIKA OTIG
mukég oveies. (L014)

VIGYAZAT: Az eljarashoz vegyi anyagokkal szemben ellenallo
védészemiiveget kell viselni. (L014)

ATTENZIONE: per questa procedura sono necessari guanti resistenti ad agenti
chimici. (L014)

fElR: COEECIHIEEZMEDHZ I 0—THBETT, (LO14)
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BHUMAHMUE: 3a usBegyBarbe Ha oBaa nocranka noTpebHu ce pakaBuUy 3a XxeMucka 3alutura.
(LO14)
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ADVARSEL: Vernehansker av motstandsdyktig materiale ma benyttes for
denne prosedyren. (L014)

ZAGROZENIE: Procedura wymaga uzycia rekawic ochronnych. (L014)

CUIDADO: E necessaria a utilizagdo de luvas resistentes a quimicos para a execugdo deste
procedimento. (L014)

OCTOPOXHO: ins atoi npoueaypbl HEO6X0AMMbI NepyaTKku, yCToN4YUBbIe
K XuMU4eckum Bosgencteusam. (L014)

VYSTRAHA: Viykonanie tejto procedury vyzaduje rukavice odolné chemikaliam. (L014)
POZOR: Za delo so potrebne proti kemi¢nim sredstvom odporne rokavice. (L014)

PRECAUCION: Utilice guantes resistentes a los productos quimicos para
1levar a cabo el procedimiento. (L014)

Varning: Kemikalietiliga handskar behovs. (L014)

I M| : SAFR ARRA R YR PGV G ARV RGN FARH ] RN RS

(1014)
(LO14) . oS skialsgunsS iy Ll ot o Slaseond Yoniljae Y gadas § 1 34,5000 1818

Daezsingj: Aen cauhcoz neix aeu yungh madfwngz naih vayoz myaex. (L014)
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AVISO: Risco de choque elétrico devido a presenca de agua ou solucdo aquosa no produto.
Evite trabalhar no equipamento ligado ou préximo a ele com as maos molhadas ou quando
houver a presenca de agua derramada. (L016)

OMACHO: Puck oT TOKOB yAap nopaay Boa Unu BoAeH pasTBop, MPUCHCTBALLYM B NPOAYKTa.
M3absrsaiite paboTa no unu okono obopyaeaHe nog HanpexeHue,

AO0KaTo CTe C MOKPW pbLEe UK Korato Haokono UMa pasnsHa soja.

(LO16)

DANGER : Risque de choc électrique lié a la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce
produit. Evitez de travailler avec ou a proximité d'un équipement sous tension avec des mains
mouillées ou lorsque de I'eau est renversée. (L016)

Falsr: A AR K B A, DR e X o 38 S P I ) T ol A5 B A KT
HIFRBEHHETIE.  (LO16)

Bl : AERPEKEKAE - SERERNOEN - FREEHBAKTE - FlHREREraEN
% - (LO16)

OPASNOST: Rizik od elektricnog udara zbog vode ili teku¢ine koja postoji u ovom proizvodu.
Izbjegavajte rad u

blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena

tekuéina.

(LO16)

NEBEZPECI: Riziko tirazu elektrickym proudem v diisledku vody nebo vodniho roztoku
pritomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste pii praci s aktivovanym vybavenim
nebo v jeho blizkosti neméli mokré ruce a vyvarujte se potrisnéni nebo politi produktu
vodou. (L016)

Fare! Risiko for sted péa grund af vand eller en vandig oplesning i produktet. Undga at arbejde
med eller i nerheden af stromferende udstyr med vade hander, eller hvis der er spildt vand. (L016)

GEVAAR: Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit
product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt
of als gemorst water aanwezig is. (L016)

DANGER: Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product.

Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present.
(L016)
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VAARA: Tissi tuotteessa oleva vesi tai vetta sisiltivi liuos voi aiheuttaa sihkoiskuvaaran.
Vilti tyoskentelyi jannitteellisen laitteen ddressi tai sen liheisyydessd mirin kisin tai jos laitteessa
tai sen laheisyydessa on vesiroiskeita. (L016)

Gefahr: Aufgrund von Wasser oder wissriger Losung in diesem Produkt besteht die Gefahr
eines elektrischen Schlags. Nicht mit nassen Hinden oder in der Nihe von Wasserlachen
an oder in unmittelbarer Nihe von Bauteilen arbeiten, die unter Strom stehen. (L016)

KINAYNOZX: Kivévvog niektpominéiag eEontiag g mapovoiog vepov 1§ vypod S1aldpaTog 670 £6MTEPIKO
TOV TPOIGVTOS. ATOQUYETE TNV EpYacia pe evepyd eEomhopo 1) Kovtd oe evepyd eComhiond pe Ppeypéva
xEpra 1) 6Tay vapyer Sroppoi) vepod. (LO16)

VESZELY: A viz vagy a termékben 1évé vizes alapa
hiit6folyadék miatt fennall az elektromos aramiités veszélye.

Ne dolgozzon aram alatt 1év6 berendezésen és kozelében nedves
kézzel, illetve amikor folyadék keriil a berendezésre.

(L016)

PERICOLO: rischio di scossa elettrica a causa di presenza nel prodotto di acqua o soluzione acquosa.
Evitare di lavorare su o vicino 1’apparecchiatura accesa con le mani bagnate o in presenza di acqua.
(L016)

fElR: COBBRICHFET DKELRFKBRICE ST, BRVIVIDRELABYET,
FAFNTVSEECIFENKASBRICHSHHEEE. BEESMMEShEEEIEEZD
FELTORERITHENTLEEL, (LO16)

P 0l HB0E 2 L= +=8H22 25t MI| 43 20| ASLILL 2 &22 £=
HEAN S0l A= AHUM B0l SSE= FHlLt O =B0A ZGHK OHYAIL. (LO16)

OMACHOCT: OnacHocT of, CTpyeH yAap nopaau npucacTBo Ha BOAA UM Ha BOAEH pacTBOpP BO OBOj NPOW3BOA,.
W36erHyBajTe paboTetse Ha onpema BKIy4yeHa BO CTpyja unu Bo 6nnsvHa Ha onpema BKiy4YeHa BO CTpyja

CO BNaXHW paLie Ui kora MMa UCTypeHo Boaa.

(LO16)

SSESEREEET RS0 S,
%ii*giggiiiii“i

FARE: Fare for elektrisk stet pa grunn av vann eller en vandig opplesning som finnes i
dette produktet. Unnga 4 arbeide med eller i naerheten av stremferende utstyr med
vate hender eller ved eventuelt vannsel. (L016)

9101

NIEBEZPIECZENSTWO: Ryzyko porazenia pradem elektrycznym z powodu wystepowania

w produkcie wody lub roztworu wodnego. Nie nalezy pracowac przy podiaczonym do zZrodia
zasilania urzadzeniu lub w jego poblizu z mokrymi dlonmi lub kiedy rozlano wode.

(LO16)

PERIGO: Risco de choque eléctrico devido a presenga de dgua ou liquidos no produto. Evite trabalhar com
equipamento com energia, ou na sua proximidade, com maos molhadas ou caso exista agua derramada. (L016)

OINACHO: Puck nopaxeHus 3aneKTpU4eCKMM TOKOM BCneAcTBMe NpUCyTCTBUA B 3TOM
npoaykTe BoAabl UM BoagHOro pactBopa. M36eranTe BbinonHeHUsi paboT Ha
o6opyaoBaHUM, HaxoAsILeMCs Noa, HanpsbkeHWeM, UNn PAAOM C TakuM o6opyaAoBaHUEM
BNaXHbIMW PyKaMu UNU NpU HanM4Mm nponuTton BoAbl. (L016)

NEBEZPECENSTVO: Riziko trazu elektrickym pradom v désledku pritomnosti vody alebo vodného
roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa praci na zapnutom zariadeni alebo v jeho blizkosti s vihkymi
rukami, alebo ked je pritomna rozliata voda.

(LO16)

NEVARNOST: Nevarnost elektricnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku.
Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda.
(LO16)

PELIGRO: Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una solucién de agua que haya
en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tensién o cerca de los mismos con
las manos hiimedas o si hay agua derramada. (L016)

Fara: Risk for elektriska stotar pa grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt.
Arbeta inte med eller i nirheten av elektriskt laddad utrustning om du har vata hinder eller
vid vattenspill. (L016)

@q’qﬂ . éq‘gmra%a'q:'g'@m’@‘d'ﬂﬁx'ﬂgﬂm’agm'ﬁgw S'mmﬁngnaéa g

an A F AR 1A G RTNX @I AR NGNGB Fo Ur aRFusvarafayy IRy

m (L016)

Sboj el J3n J5d - 3aSdnbn afas ieizd B I3 B35 Lirlily aghopd (Sb b LY hbss 4o sl juses

Sl Gl OV Jalan lagl 508 asiSiols GHSHS S 0f Lolh Kl ds IS5 Lamialle Slig o jen
(L016) . juslegs

Yungyiemj: Youzyiz aen canjbinj miz raemx roxnaeuz raemx yungzyiz, sojyij miz yungyiemj

bunggden. Mboujndaej fwngz miz raemx seiz youq ndaw sezbi roxnaeuz youq henzgyawj guhhong.
(LO16)
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Attention : Assurez-vous que les procédures de manipulation appropriées sont respectées lorsque vous
travaillez avec une eau traitée chimiquement qui est utilisée dans le systeme de refroidissement de |'armoire.
Assurez-vous que le fournisseur de traitement chimique de I'eau propose des fiches techniques Santé-
Sécurité et des informations de sécurité et que des équipements de protection individuelle sont disponibles
conformément au fournisseur de traitement chimique de I'eau. Il peut étre recommandé d'utiliser des gants
et des lunettes, a titre de précaution.

Avant d'installer le collecteur :
1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.
2. Vérifiez que le ou les Plateau de DWC(s) est/sont retiré(s) du chassis (voir « Retrait d'un plateau DWC du
boitier » a la page 250).
Pour installer le collecteur, effectuez les opérations ci-apres.

Etape 1. Installez la nouvelle section de collecteur dans ce dernier et connectez les raccords.

Figure 88. Démontage du collecteur

Tableau 24. Démontage du collecteur

Clé de 41 mm

Etape 2. Serrez les quatre vis (a I'aide du tournevis fourni dans le kit de réparation du collecteur) entre le
boitier et le support du collecteur.
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Figure 89. Emplacement des vis du collecteur

Tableau 25. Emplacement des vis du collecteur

Vis H Collecteur

Etape 3. En partant du haut, connectez le support du collecteur correspondant a la partie supérieure du
collecteur au boitier supérieur.

Etape 4. Connectez les autres sections du collecteur en partant du haut vers le bas.
Etape 5. Réinstallez les assemblages de capteur de gouttes dans le boitier.
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Figure 91. Assemblage de capteur de gouttes

Tableau 26. Assemblage de capteur de gouttes

Connecteur

H Loquet

Etape 6. Pour le processus d'emplissage/remplissage de I'eau du collecteur, connectez I'assemblage du
tuyau bleu a I'arriere de I'armoire (fourni sur le site d'installation du client) a la partie supérieure de
['armoire (emplacement B). Vérifiez que le tuyau reste dans le compartiment et que sa vanne est
fermée (la poignée de la vanne doit étre perpendiculaire au tuyau).

Remarque : Le cache rouge de la prise doit étre retiré sur tous les emplacements au préalable
avant d'effectuer les branchements au raccord rapide.
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Figure 92. Connexion de I'assemblage du tuyau bleu aux raccords rapides

Etape 7. A l'avant de I'armoire, connectez le tuyau d'alimentation de I'installation au tuyau de retour de
I'armoire. Ouvrez partiellement le tuyau d'alimentation, d'environ 1 quart.

Remarque : N'ouvrez pas complétement la vanne de roulement de I'installation car il vous sera
alors plus difficile de contrdler le flux lors du remplissage de I'armoire.
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Figure 93. Connexion du tuyau d'alimentation au tuyau de retour de I'armoire

A l'arriére de I'armoire, ouvrez lentement et partiellement la vanne du tuyau bleu afin de laisser 'air
s'évacuer. Patientez jusqu'a observer un flux d'eau stable dans le compartiment, ou la présence
de bulles plus petites dans le viseur. Une a deux minutes peuvent étre nécessaires pour évacuer

les bulles d'air du tuyau.

Etape 8.
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Figure 94. Ouverture de la vanne du tuyau bleu

Etape 9. Fermez la vanne du tuyau bleu. Déconnectez ensuite I'assemblage du tuyau bleu de
I'emplacement A et passez a I'emplacement B. Ouvrez lentement la vanne jusqu'a observer un flux

d'eau stable dans le compartiment, ou la présence de plus petites bulles dans le viseur. Fermez a
nouveau la vanne du tuyau bleu.
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Figure 95. Mouvement de I'assemblage des tuyaux

Etape 10. Revenez a I'avant de I'armoire, déconnectez le tuyau d'alimentation de l'installation au tuyau de

retour de l'installation et connectez le tuyau d'alimentation de I'installation au tuyau d'alimentation
de 'armoire.
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Figure 96. Connexion du tuyau d'alimentation de l'installation au tuyau d'alimentation de I'armoire
Etape 11. Vérifiez a nouveau que le tuyau bleu reste connecté a I'emplacement B a I'arriere de I'armoire.

Ouvrez la vanne du tuyau bleu et laissez-le ainsi jusqu'a observer un flux d'eau stable dans le
compartiment, ou la présence de plus petites bulles dans le viseur.
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Figure 97. Mouvement de I'assemblage des tuyaux

Etape 12. Fermez la vanne du tuyau bleu. Retirez ensuite I'assemblage du tuyau bleu de I'emplacement B et

passez a I'emplacement A. Ouvrez la vanne du tuyau bleu jusqu'a observer un flux d'eau stable
dans le compartiment, ou la présence de plus petites bulles dans le viseur.
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Figure 98. Ouverture de la vanne du tuyau bleu

Etape 13. Fermez la vanne du tuyau bleu. Débranchez et passez a I'emplacement C, puis ouvrez lentement
la vanne. Laissez-le ainsi jusqu'a observer un flux d'eau stable ou moins de bulles dans le viseur.
Cela peut prendre 10 a 15 secondes.

Remarques :

¢ Les blindages EMC supérieurs situés sur tous les emplacements du boitier devront étre retirés
pour accéder aux raccords rapides.

¢ | es caches rouges des prises doivent étre retirés au préalable pour accéder aux raccords
rapides.
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Figure 99. Mouvement de I'assemblage des tuyaux

Etape 14. Fermez la vanne du tuyau bleu. Déconnectez et déplacez le tuyau bleu vers I'emplacement D, puis
répétez I'opération en descendant le long de I'armoire et en veillant a ce que chaque boitier
contienne peu de bulles d'air dans le viseur.
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Etape 15.

Etape 16.

Figure 100. Mouvement de I'assemblage des tuyaux

Répétez le processus sur chaque boitier, depuis celui situé sur la partie supérieure a celui situé sur
la partie inférieure en utilisant les raccords rapides sur chacun d'eux (emplacements C et D) et
assurez-vous que |'eau s'écoule de maniére stable. Il doit y avoir le moins d'air possible dans le
viseur.

Remarque : Assurez-vous de toujours fermer la vanne du tuyau bleu avant de le débrancher de
I'un des emplacements du boitier tandis que vous descendez le long de I'armoire.

Une fois |'opération terminée, revenez a I'avant et connectez le tuyau de retour de l'installation au
tuyau de retour de I'armoire. Ouvrez entierement toutes les connexions, cétés retour et
alimentation. Le collecteur doit étre entierement rempli.
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Figure 101. Connexion du tuyau de retour de ['installation au tuyau de retour de I'armoire

Etape 17. Inspectez I'armoire ou la partie arriere, a la recherche d'éventuelles fuites.
Etape 18. Installez le support du module FPC.

Etape 19. Réinstallez tous les modules de carte et obturateurs FPC.

AN

Figure 102. Installation du module de carte FPC

Etape 20. Réinstallez tous les blindages EMC.
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Figure 104. Installation des blindages EMC
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Figure 105. Installation du support de fixation

Remplacement des composants dans le plateau

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer et installer des composants du plateau.

Remplacement d'une pile CMOS (CR2032)

Utilisez les procédures suivantes pour retirer et installer la pile CMOS (CR2032).

Retrait de la pile CMOS

Les informations ci-apres vous permettent de retirer la pile CMOS.

Pour éviter tout danger, lisez et respectez scrupuleusement les consignes de sécurité suivantes.

* S004

ATTENTION :

Lors du remplacement de la pile au lithium, remplacez-la uniquement par une pile Lenovo de la
référence spécifiée ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Si votre systéme est doté
d'un module contenant une batterie au lithium, remplacez-le uniquement par un module identique,
produit par le méme fabricant. La batterie contient du lithium et peut exploser en cas de mauvaise
utilisation, de mauvaise manipulation ou de mise au rebut inappropriée.

Ne pas :

- Lajeteral'eau
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- L'exposer a une température supérieure a 100 °C (212 °F)
- Laréparer ou la démonter

Ne mettez pas la pile a la poubelle. Pour la mise au rebut, reportez-vous a la réglementation en
vigueur.

e S005

ATTENTION :

Cette pile est une pile au lithium-ion. Pour éviter tout risque d'explosion, ne la faites pas briiler. Ne
la remplacez que par une pile agréée. Pour le recyclage ou la mise au rebut, reportez-vous a la
réglementation en vigueur.

Avant de retirer la pile CMOS :
1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.
Mettez hors tension le Plateau de DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tache.
Retirez le plateau (voir « Retrait d'un plateau DWC du boitier » a la page 250).
Retirez le cache du plateau (voir « Retrait d'un cache de plateau » a la page 215).

o 0D

Retirez I'assemblage de boitier de connecteur de bus PCle (voir « Retrait d'un adaptateur » a la page 153
ou « Retrait d'un adaptateur IFT (Internal Faceplate Transition) » a la page 159).

{ri
AL s

Figure 106. Emplacement de la pile CMOS

Tableau 27. Emplacement de la pile CMOS

K Pile CMOS

Les paragraphes ci-apres fournissent des informations que vous devez prendre en compte avant de
remplacer la pile.

e Durant la conception de ce produit, Lenovo n'a eu de cesse de penser a votre sécurité. La pile au lithium
doit étre manipulée avec précaution afin d'éviter tout danger. Si vous remplacez la pile, suivez les
instructions ci-apres.

e Sivous remplacez la pile lithium originale par une pile a métaux lourds ou dont les composants sont faits
de métaux lourds, pensez a son impact sur I'environnement. Les piles et les accumulateurs qui
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contiennent des métaux lourds ne doivent pas étre jetés avec les ordures ménageres. Elles seront reprises
gratuitement par le fabricant, le distributeur, ou un représentant Lenovo afin d'étre recyclées ou jetées de
facon correcte.

¢ Aprés avoir remplace la pile, vous devez reconfigurer la solution et réinitialiser la date et I'heure du
systeme.

Pour retirer la pile CMOS, effectuez les opérations ci-apres.

Figure 107. Retrait de la pile CMOS

Etape 1. Retirer la pile CMOS :
a. Appuyez sur la languette de la pile. La pile se dégage dés qu'elle est déverrouillée.
b. Soulevez la pile hors de son support a I'aide de votre pouce et de votre index.

Attention : Soulevez la pile délicatement. Si vous ne retirez pas la pile correctement, vous
risquez d'endommager le support ou la carte mére. Tout dégat occasionné peut exiger le
remplacement de la carte meére.

Etape 2. Mettez au rebut la pile CMOS conformément aux regles en vigueur.

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et
utilisez les matériaux que vous avez regus pour I'emballer.

Vidéo de démonstration
Découvrez la procédure sur YouTube

Installation de la pile CMOS (CR2032)
Les informations suivantes vous indiquent comment installer la pile CMOS.

Pour éviter tout danger, lisez et respectez scrupuleusement les consignes de sécurité suivantes.

e S004

ATTENTION :

Lors du remplacement de la pile au lithium, remplacez-la uniquement par une pile Lenovo de la
référence spécifiée ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Si votre systéme est doté
d'un module contenant une batterie au lithium, remplacez-le uniquement par un module identique,
produit par le méme fabricant. La batterie contient du lithium et peut exploser en cas de mauvaise
utilisation, de mauvaise manipulation ou de mise au rebut inappropriée.

Ne pas :

- Lajeteral'eau
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https://www.youtube.com/watch?v=CR0-jGKfRTM

- L'exposer a une température supérieure a 100 °C (212 °F)
- Laréparer ou la démonter

Ne mettez pas la pile a la poubelle. Pour la mise au rebut, reportez-vous a la réglementation en
vigueur.

e S005

ATTENTION :

Cette pile est une pile au lithium-ion. Pour éviter tout risque d'explosion, ne la faites pas briiler. Ne

la remplacez que par une pile agréée. Pour le recyclage ou la mise au rebut, reportez-vous a la
réglementation en vigueur.

Avant d'installer la pile CMOS :

1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.
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Figure 108. Emplacement de la pile CMOS

Tableau 28. Emplacement de la pile CMOS

K Pile CMOS

Les paragraphes ci-apres fournissent des informations que vous devez prendre en compte avant de
remplacer la pile systeme dans le nceud.

e Vous devez remplacer la pile du systéme par une batterie au lithium de méme type congue par le méme
fabricant.

¢ Apres avoir remplace la pile de la carte mére, vous devez reconfigurer le noeud et régler a nouveau la date
et I'heure systéme.

e Pour éviter tout danger, lisez et respectez scrupuleusement les consignes de sécurité suivantes.

Pour installer la pile CMOS, effectuez les opérations ci-apres.

Etape 1. Suivez les instructions de manipulation et d'installation spécifiques fournies avec la pile CMOS.
Etape 2. Insérez la nouvelle pile CMOS :

a. Placez la pile de sorte que la borne positive soit orientée vers le haut.
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b. Inclinez la batterie de sorte que vous puissiez I'insérer dans le socle du c6té opposé au
support de batterie.

Figure 109. Installation de la pile CMOS

c. Appuyez sur la pile pour I'enfoncer dans le socle jusqu'a ce que le taquet de verrouillage
s'enclenche. Assurez-vous que la pile est bien enfoncée dans le support.

Apres avoir installé la pile CMOS, procédez comme suit :

1. Réinstallez I'assemblage de boitier de connecteur de bus PCle (voir « Installation d'un adaptateur » a la
page 155 ou « Installation d'un adaptateur IFT (Internal Faceplate Transition) » a la page 161).

2. Réinstallez le cache de plateau (voir « Installation d'un cache de plateau » a la page 216).
3. Réinstallez le plateau (voir « Installation d’un plateau DWC dans le boitier » a la page 252).

4. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nceud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement
rapide a un clignotement lent pour indiquer que les deux nceuds sont sous tension.

Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube

Remplacement d'une barrette DIMM

Utilisez les procédures suivantes pour retirer et installer une barrette DIMM.

Retrait d'une barrette DIMM
Les informations ci-apres vous indiquent comment retirer un module de mémoire.

Avant de retirer une barrette DIMM :

1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.

2. Sivous retirez un module DCPMM dans le mode App Direct ou dans le mode de mémoire mixte, vérifiez
les points suivants :
a. Sauvegardez les données stockées.
b. Sila capacité App Direct est entrelacée :

1) Supprimez tous les espaces de nom et les systemes de fichiers dans le systeme d’exploitation.

2) Procédez a un effacement sécurisé de tous les DCPMM installés. Accédez a DCPMM Intel
Optane = Sécurité - Appuyez pour procéder a une suppression sécurisée afin de procéder
a un effacement sécurisé.

Remarque : Siun ou plusieurs DCPMM sont sécurisés a I'aide d'une phrase passe, assurez-vous
que la sécurité de chaque unité est désactivée avant de procéder a un effacement sécurisé. En cas
de perte ou d'oubli de la phrase passe, contactez le service Lenovo.

Si la capacité App Direct n'est pas entrelacée :
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1) Supprimez I'espace de noms et le systeme de fichiers de I'unité DCPMM a remplacer dans le
systeme d’exploitation.

2) Effectuez un effacement sécurisé sur I'unité DCPMM a remplacer. Accédez a DCPMM Intel
Optane = Sécurité - Appuyez pour procéder a une suppression sécurisée afin de procéder
a un effacement sécurisé.

3. Mettez hors tension le Plateau de DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tache.
4. Retirez le plateau (voir « Retrait d'un plateau DWC du boitier » a la page 250).
5. Retirez le cache du plateau (voir « Retrait d'un cache de plateau » a la page 215).

L'outil de la barrette DIMM est fixé a la grille d'aération.

Figure 110. Outil DIMM

Attention : Les modules de mémoire sont sensibles aux décharges d'électricité statique et ils doivent étre
manipulés avec précaution. Outre les instructions standard pour la manipulation des dispositifs sensibles :

e Utilisez toujours un bracelet antistatique lors du retrait ou de I'installation des modules de mémoire. |l est
possible d'utiliser des gants antistatiques.

¢ Ne saisissez jamais ensemble deux modules de mémoire ou plus de sorte qu'ils se touchent. N'empilez
pas les modules de mémoire directement les uns sur les autres lors du stockage.

¢ Ne touchez jamais les contacts de connecteur de module de mémoire ou laissez les contacts toucher
I'extérieur du boitier de connecteur de module de mémoire.

¢ Manipulez les modules de mémoire avec soin : ne pliez, ne faites pivoter ni ne laissez jamais tomber un
module de mémoire.

Pour retirer une barrette DIMM, procédez comme suit.
Etape 1. Retirez le cache de la barrette DIMM.

Chapitre 3. Procédures de remplacement de matériel 129



Figure 111. Retrait du cache de la barrette DIMM

Etape 2. Appuyez délicatement sur les pattes de retenue a chaque extrémité du connecteur DIMM a I'aide
de I'outil de la barrette DIMM afin de les orienter vers |'extérieur.

Figure 112. Retrait de la barrette DIMM

Attention : Pour ne pas casser les pattes de retenue ou endommager les connecteurs DIMM,
ouvrez et fermez les pattes avec précaution.

Etape 3. Retirez délicatement la barrette DIMM.

130 Plateau ThinkSystem SD650 nceud double DWC et boitier NeXtScale n1200 DWC Guide de maintenance



7.

£

!

Figure 113. Retrait de la barrette DIMM

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et
utilisez les matériaux que vous avez regus pour I'emballer.

Vidéo de démonstration
Découvrez la procédure sur YouTube

Installation d'une barrette DIMM
Les informations suivantes vous permettent d'installer une barrette DIMM.

Voir « Ordre d’installation du module de mémoire » dans le Guide de configuration pour obtenir des
informations détaillées sur la configuration et le paramétrage de la mémoire.

Avant d'installer un module DIMM :
1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.
2. Sivous installez des modules DCPMM pour la premiére fois, suivez les instructions contenues dans la

section « Configuration du DC Persistent Memory Module (DCPMM) » dans le Guide de configuration
afin que le systeme prenne en charge les modules DCPMM.

Attention : Les modules de mémoire sont sensibles aux décharges d'électricité statique et ils doivent étre
manipulés avec précaution. Outre les instructions standard pour « Manipulation des dispositifs sensibles a
I'électricité statique » a la page 38 :

e Utilisez toujours un bracelet antistatique lors du retrait ou de I'installation des modules de mémoire. Il est
possible d'utiliser des gants antistatiques.

¢ Ne saisissez jamais ensemble deux modules de mémoire ou plus de sorte qu'ils se touchent. N'empilez
pas les modules de mémoire directement les uns sur les autres lors du stockage.

¢ Ne touchez jamais les contacts de connecteur de module de mémoire ou laissez les contacts toucher
I'extérieur du boitier de connecteur de module de mémoire.
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e Manipulez les modules de mémoire avec soin : ne pliez, ne faites pivoter ni ne laissez jamais tomber un
module de mémoire.

¢ N'utilisez aucun outil métallique (par exemple, des gabarits ou des brides de serrage) pour manipuler les
modules de mémoire, car les métaux rigides peuvent endommager les modules de mémoire.

¢ N’insérez pas de modules de mémoire lorsque vous maintenez des paquets ou des composants passifs,
car cela peut entrainer une fissure des paquets ou un détachement des composants passifs en raison de
la force d’insertion élevée.

L'outil de la barrette DIMM est fixé a la grille d'aération.

Figure 114. Outil DIMM

La figure ci-apres présente I'emplacement des connecteurs DIMM sur la carte mere.
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Figure 115. L'emplacement des connecteurs DIMM sur la carte mere

Pour installer un module DIMM, effectuez les opérations ci-apres.
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Important : Avant d'installer un module de mémoire, assurez-vous de comprendre |'ordre d'installation
requis selon que vous mettez en place une mise en miroir mémoire, une mise en réserve mémoire par rang
ou un mode mémoire indépendant. Consultez « Ordre d’installation » dans Guide de configuration pour
connaitre I’ordre d’installation requis.

Etape 1. Retirez le cache de la barrette DIMM.

Figure 116. Retrait du cache de la barrette DIMM

Etape 2. Appuyez délicatement sur les pattes de retenue a chaque extrémité du connecteur DIMM a I'aide
de I'outil de la barrette DIMM.

Remarque : Il est recommandé d'utiliser I'outil DIMM car |'espace est restreint en raison de la
présence des tuyaux de la boucle d'eau dans la section de la mémoire.
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Figure 117. Retrait de la barrette DIMM

Attention :

¢ |es barrettes DIMM sont des dispositifs sensibles a I'électricité statique. Le colis doit étre mis a
la terre avant ouverture.

* Pour ne pas casser les pattes de retenue ou endommager les connecteurs DIMM, ouvrez et
fermez les pattes avec précaution.

Etape 3. Mettez I'emballage antistatique contenant le module DIMM en contact avec une zone métallique

extérieure non peinte du nceud. Ensuite, déballez la barrette DIMM.

Etape 4. Alignez la barrette DIMM sur son emplacement, puis positionnez-la délicatement sur

I'emplacement avec les deux mains.

Etape 5. Appuyez fermement sur les deux extrémités de la barrette DIMM pour l'insérer dans

134

I'emplacement jusqu'a ce que les pattes de retenue s'enclenchent en position fermée.
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Figure 118. Installation d'une barrette DIMM

Remarque : S'il reste un espace entre la barrette DIMM et les pattes de retenue, cela signifie
qu'elle n'est pas installée correctement. Ouvrez les pattes de retenue, retirez et réinsérez la
barrette DIMM.

Etape 6. Réinstallez le cache de la barrette DIMM.
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Figure 119. Installation du cache de la barrette DIMM

Apres l'installation d'un module DIMM, effectuez les opérations ci-apres :
1. Réinstallez le cache du plateau (voir « Installation d'un cache de plateau » a la page 216).
2. Réinstallez le plateau (voir « Installation d’un plateau DWC dans le boitier » a la page 252).

3. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nceud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement
rapide a un clignotement lent pour indiquer que les deux nceuds sont sous tension.

4. Sivous avez installé un module DCPMM :

a. Mettez a jour le microprogramme du systéme selon la derniére version (voir « Mise a jour du
microprogramme » dans le Guide de configuration ).

b. Vérifiez que le microprogramme de toutes les unités DCPMM est a jour a la derniére version. Si tel
n'est pas le cas, mettez-le a jour vers la derniére version (voir https://sysmgt.lenovofiles.com/help/
topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html).

c. Configurez les modules DCPMM et les barrettes DRAM DIMM (voir « Configurer DC Persistent
Memory Module (DCPMM) » dans le Guide de configuration).

d. Restaurez les données sauvegardées si nécessaire.
Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube

Remplacement d'une unité

Utilisez les procédures suivantes pour retirer et installer une unité.

Retrait d'une unité
Les informations suivantes vous indiquent comment retirer une unité.

Avant de retirer une unité :

1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.
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2. Mettez hors tension le Plateau de DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tache.
3. Retirez le plateau (voir « Retrait d'un plateau DWC du boitier » a la page 250).
4. Retirez le cache du plateau (voir « Retrait d'un cache de plateau » a la page 215).

Pour retirer une unité, procédez comme suit :

Etape 1. Appuyez sur les loquets a ressorts en acier situés sur les c6tés tout en soulevant la partie
supérieure du boitier d'unités de disque dur.

Figure 120. Libération du boitier d'unités de disque dur

Etape 2. Poussez le taquet de déblocage vers |'avant pour libérer I'unité, puis faites glisser cette derniére
hors du boitier d'unités de disque dur.

Figure 121. Retrait d'unité

Remarque : Les utilisateurs dont les doigts sont larges peuvent retirer |I'obturateur du panneau
afin d'accéder plus aisément aux unités.
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Figure 122. Retrait de I'obturateur vide du panneau

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et
utilisez les matériaux que vous avez regus pour I'emballer.

Vidéo de démonstration
Découvrez la procédure sur YouTube

Installation d'une unité
Les informations suivantes vous indiquent comment installer une unité.

Avant d'installer une unité :

1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.

Pour installer une unité, procédez comme suit.
Etape 1. Pressez les deux loquets de déblocage pour libérer le boitier d'unités de disque dur.
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Figure 123. Libération du boitier d'unités de disque dur

Etape 2. Alignez I'unité avec le boitier d'unités de disque dur et faites glisser délicatement I'unité dans le
boitier d'unités de disque dur.

Figure 124. Installation de I'unité

Etape 3. Tirez le loquet de blocage bleu et faites pivoter le boitier d'unités de disque dur vers le bas.
Appuyez délicatement sur la partie supérieure du boitier d'unités de disque dur pour s'assurer que
celui-ci est correctement installé.

Figure 125. Installation du boitier d'unités de disque dur
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Apres l'installation d'une unité, effectuez les opérations ci-apres :
1. Réinstallez le cache de plateau (voir « Installation d'un cache de plateau » a la page 216).
2. Réinstallez le plateau (voir « Installation d’un plateau DWC dans le boitier » a la page 252).

3. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nceud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement
rapide a un clignotement lent pour indiquer que les deux nceuds sont sous tension.

Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube

Remplacement du boitier d’unités de disque dur

Utilisez les procédures suivantes pour retirer et installer un assemblage de boitier d’unités de disque dur.

Retrait du boitier d'unités de disque dur
Les informations ci-apres indiquent comment retirer un boitier d'unités de disque dur.

Avant de retirer un assemblage de boitier d'unités de disque dur :

1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute

sécurité.

Mettez hors tension le Plateau de DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tache.
Retirez le plateau (voir « Retrait d'un plateau DWC du boitier » a la page 250).

Retirez le cache du plateau (voir « Retrait d'un cache de plateau » a la page 215).

ok~ 0D

Retirez I'unité existante (le cas échéant) et posez I'unité sur une surface de protection statique (voir
« Retrait d'une unité » a la page 136).

6. Retirez les accolades avant et arriére (10 vis P2).

Figure 126. Retrait de I'accolade

140 Plateau ThinkSystem SD650 nceud double DWC et boitier NeXtScale n1200 DWC Guide de maintenance


https://www.youtube.com/watch?v=65F6FuJMx8k

Pour retirer I'assemblage du boitier d'unités de disque dur, procédez comme suit.

Etape 1. Desserrez la vis imperdable située et faites glisser I'assemblage du boitier d'unités de disque dur ;
ensuite, retirez I'assemblage du boitier d'unités de disque dur hors du nceud.

Figure 127. Retrait de I'assemblage du boitier d'unités de disque dur

Etape 2. Débranchez les cables, le cas échéant.
a. Deébranchez les cébles de la carte mere.
b. Retournez le boitier d'unités de disque dur, la partie inférieure en haut.
c. Retirez les vis et les connecteurs.

e Modéle d'unité 1 x 2,5 pouces

@\

Figure 128. Retrait des vis : modéle d'unité 1 x 2,5 po.

e Modele d'unité 2 x 2,5 pouces
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Figure 129. Retrait des vis : modéle d'unité 2 x 2,5 po.

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et
utilisez les matériaux que vous avez regus pour I'emballer.

Vidéo de démonstration
Découvrez la procédure sur YouTube

Installation du boitier d'unités de disque dur
La section ci-dessous explique comment installer I'assemblage du boitier d'unités de disque dur.

Avant d'installer un assemblage de boitier d'unités de disque dur :
1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.
2. Assurez-vous que I'assemblage de boitier d'unités de disque dur est vide, sans aucune unité installée.
Pour installer I'assemblage de boitier d'unités de disque dur, procédez comme suit.
Etape 1. Installez le connecteur dans le boitier d'unités de disque dur, si nécessaire.
a. Retournez le boitier d'unités de disque dur, la partie inférieure en haut.
b. Insérez les connecteurs dans le boitier d'unités de disque dur et serrez les vis.

e Modeéle d'unité 1 x 2,5 pouces
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Figure 130. Installation du connecteur - modele d'unité de disque 1 x 2,5

¢ Modele d'unité 2 x 2,5 pouces

Vérifiez que les connecteurs d'unité 0 et 1 sont correctement installés, conformément a la
figure ci-apres.

F 4

Figure 131. Installation du connecteur - modéle d'unité de disque 2 x 2,5

Etape 2. Alignez les deux taquets situés sur I'assemblage du boitier d'unités de disque dur avec les deux
trous, puis appuyez sur I'assemblage de boitier d'unités de disque dur vers I'avant.

Etape 3. Serrez la vis imperdable.
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Figure 132. Installation de I'assemblage du boitier d'unités de disque dur

Etape 4. Acheminez les cables comme illustré.
e Modéle d'unité 1 x 2,5 pouces

Figure 133. Cheminement des cébles d'une unité 2,5 pouces

e Modéle d'unité 2 x 2,5 pouces

Figure 134. Cheminement des cables de deux unités 2,5 pouces

Une fois I'assemblage de boitier d'unités de disque dur installé, procédez comme suit :
1. Réinstallez I'obturateur vide du panneau.
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Figure 135. Installation de I'obturateur du panneau

2. Réinstallez les accolades avant et arriere (10 vis P2).

Figure 136. Installation des accolades

3. Réinstallez le cache de plateau (voir « Installation d'un cache de plateau » a la page 216).
4. Réinstallez le plateau (voir « Installation d’un plateau DWC dans le boitier » a la page 252).

5. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nceud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement
rapide a un clignotement lent pour indiquer que les deux nceuds sont sous tension.

Vidéo de démonstration
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Remplacement d'un fond de panier M.2

Utilisez les procédures suivantes pour retirer et installer le fond de panier M.2.

Retrait du fond de panier M.2
Les informations suivantes vous indiquent comment retirer le fond de panier M.2.

S001

ADANGER

Le courant électrique provenant de I’alimentation, du téléphone et des cables de transmission peut
présenter un danger.
Pour éviter tout risque de choc électrique :

Branchez tous les cordons d’alimentation sur une prise de courant/source d’alimentation
correctement cablée et mise a la terre.

Branchez tout équipement qui sera connecté a ce produit a des prises de courant ou des sources
d’alimentation correctement cablées.

Lorsque cela est possible, n’utilisez qu’une seule main pour brancher ou débrancher les cordons
d’interface.

Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d’incendie ou d’inondation, ou en présence
de dommages matériels.

L’appareil peut étre équipé de plusieurs cordons d’alimentation, par conséquent pour mettre
I'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d’alimentation.

Avant de retirer le fond de panier M.2 :

1.

Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.

2. Mettez hors tension le Plateau de DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tache.

3. Retirez le plateau (voir « Retrait d'un plateau DWC du boitier » a la page 250).

4. Retirez le cache du plateau (voir « Retrait d'un cache de plateau » a la page 215).

Pour retirer le fond de panier M.2, effectuez les opérations ci-apres.
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Figure 137. Retrait du fond de panier M.2

Etape 1. Retirez le fond de panier M.2 de la carte mere en soulevant les deux extrémités du fond de panier
en méme temps.

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et
utilisez les matériaux que vous avez regus pour I'emballer.

Vidéo de démonstration
Découvrez la procédure sur YouTube

Installation du fond de panier M.2
Les informations suivantes vous indiquent comment installer le fond de panier M.2.

S001

VAV
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ADANGER

Le courant électrique provenant de I’'alimentation, du téléphone et des cables de transmission peut
présenter un danger.
Pour éviter tout risque de choc électrique :

¢ Branchez tous les cordons d’alimentation sur une prise de courant/source d’alimentation
correctement cablée et mise a la terre.

¢ Branchez tout équipement qui sera connecté a ce produit a des prises de courant ou des sources
d’alimentation correctement cablées.

e Lorsque cela est possible, n’utilisez qu’une seule main pour brancher ou débrancher les cordons
d’interface.

¢ Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d’incendie ou d’inondation, ou en présence
de dommages matériels.

e L’appareil peut étre équipé de plusieurs cordons d’alimentation, par conséquent pour mettre
I'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d’alimentation.

Avant d'installer le fond de panier M.2 :

1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.

Pour installer le fond de panier M.2, effectuez les opérations ci-aprés.

Figure 138. Installation du fond de panier M.2

Etape 1. Alignez les ouvertures situées au bas des supports en plastique bleu qui se trouvent a chaque
extrémité du fond de panier M.2 avec les broches de guidage situées sur la carte mére, puis
insérez le fond de panier dans le connecteur de la carte mére. Appuyez sur le fond de panier M.2
pour le mettre en place.

Apres avoir installé le fond de panier M.2, effectuez les opérations ci-aprés :
1. Réinstallez le cache de plateau (voir « Installation d'un cache de plateau » a la page 216).
2. Réinstallez le plateau (voir « Installation d’un plateau DWC dans le boitier » a la page 252).

3. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nceud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement
rapide a un clignotement lent pour indiquer que les deux nceuds sont sous tension.
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Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube

Remplacement d'une unité M.2

Utilisez les procédures suivantes pour retirer et installer des unités M.2.

Retrait d'une unité M.2 du fond de panier M.2
Les informations suivantes vous indiquent comment retirer une unité M.2 du fond de panier M.2.

S001

&DANGER

Le courant électrique provenant de I’alimentation, du téléphone et des cables de transmission peut
présenter un danger.
Pour éviter tout risque de choc électrique :

Branchez tous les cordons d’alimentation sur une prise de courant/source d’alimentation
correctement cablée et mise a la terre.

Branchez tout équipement qui sera connecté a ce produit a des prises de courant ou des sources
d’alimentation correctement cablées.

Lorsque cela est possible, n’utilisez qu’une seule main pour brancher ou débrancher les cordons
d’interface.

Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d’incendie ou d’inondation, ou en présence
de dommages matériels.

L’appareil peut étre équipé de plusieurs cordons d’alimentation, par conséquent pour mettre
I'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d’alimentation.

Avant de retirer une unité M.2 du fond de panier M.2 :

1.

Al A

Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.

Mettez hors tension le Plateau de DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tache.

Retirez le plateau (voir « Retrait d'un plateau DWC du boitier » a la page 250).

Retirez le cache du plateau (voir « Retrait d'un cache de plateau » a la page 215).

Retirez le fond de panier M.2 (voir « Retrait du fond de panier M.2 » a la page 146).

Pour retirer une unité M.2 du fond de panier M.2, effectuez les opérations ci-apres.
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Figure 139. Retrait d'une unité M.2

Etape 1. Appuyez sur les deux c6tés du crochet de retenue et faites-le glisser vers I'arriére afin de desserrer
['unité M.2 du fond de panier M.2.

Remarque : Sivotre fond de panier M.2 comporte deux unités M.2, elles se dégageront toutes
les deux vers I'extérieur lorsque vous ferez glisser le crochet de retenue vers I'arriére.

Etape 2. Retirez I'unité M.2 en la faisant pivoter afin de la dégager du fond de panier M.2 et de I'extraire du
connecteur en l'inclinant (selon un angle d'environ 30 degrés).

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et
utilisez les matériaux que vous avez regus pour I'emballer.

Vidéo de démonstration
Découvrez la procédure sur YouTube

Installation d'une unité M.2 dans le fond de panier M.2
Les informations suivantes vous indiquent comment installer une unité M.2 dans le fond de panier M.2.

S001

ADANGER

Le courant électrique provenant de I’alimentation, du téléphone et des cables de transmission peut
présenter un danger.
Pour éviter tout risque de choc électrique :

¢ Branchez tous les cordons d’alimentation sur une prise de courant/source d’alimentation
correctement cablée et mise a la terre.

¢ Branchez tout équipement qui sera connecté a ce produit a des prises de courant ou des sources
d’alimentation correctement cablées.

e Lorsque cela est possible, n’utilisez qu’une seule main pour brancher ou débrancher les cordons
d’interface.

¢ Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d’incendie ou d’inondation, ou en présence
de dommages matériels.

e L’appareil peut étre équipé de plusieurs cordons d’alimentation, par conséquent pour mettre
Iunité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d’alimentation.
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Avant d'installer une unité M.2 dans le fond de panier M.2 :

1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.

Consultez le tableau suivant pour les configurations d'unité M.2 prises en charge.

Tableau 29. Configuration d'unité M.2

Configuration d'unité M.2 Statut de prise en charge

Unité M.2 32 Go unique (longueur de 42 mm) Pris en charge

Unité M.2 128 Go unique (longueur de 80 mm) Pris en charge

Unités M.2 32 Go double (longueur de 42 mm) avec fond Pris en charge

de panier RAID

Unités M.2 128 Go double (longueur de 80 mm) avec fond | Pris en charge uniqguement dans certains

de panier RAID environnements. Pour plus de détails, contactez Lenovo
Services.

Pour installer une unité M.2 dans le fond de panier M.2, effectuez les opérations ci-apres.
Etape 1. Repérez le connecteur de chaque c6té du fond de panier M.2.

Remarques :

¢ Certains fonds de panier M.2 prennent en charge deux unités M.2 identiques. Si vous installez
deux unités, alignez et maintenez les deux unités lorsque vous faites glisser le clip de maintien
vers |'avant pour les fixer.

Etape 2. Insérez |'unité M.2 selon un angle (d'environ 30 degrés) dans le connecteur et faites-la pivoter
jusqu'a ce que I'encoche accroche le bord du clip ; puis faites glisser le clip vers I'avant (vers le
connecteur) pour fixer I'unité M.2 dans le fond de panier M.2.

o

Figure 140. Installation d'une unité M.2
Attention : Lorsque vous faites glisser le clip vers I'avant, veillez a ce que les deux pointes du clip

pénéetrent dans les petits orifices du fond de panier M.2. Quand elles entrent dans les orifices, vous
entendez un léger « clic ».
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Figure 141. Installation d'une unité M.2

Apres avoir installé une unité M.2 dans le fond de panier M.2, effectuez les opérations ci-apres.
1. Réinstallez le fond de panier M.2 (voir « Installation du fond de panier M.2 » a la page 147).
2. Réinstallez le cache de plateau (voir « Installation d'un cache de plateau » a la page 216).

3. Réinstallez le plateau (voir « Installation d’un plateau DWC dans le boitier » a la page 252).

4

. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nceud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement
rapide a un clignotement lent pour indiquer que les deux nceuds sont sous tension.

Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube

Procédure d'ajustement de la position du dispositif de retenue sur le fond de panier
M.2

Les informations ci-apres vous indiquent comment ajuster la position du crochet de retenue sur le fond de
panier M.2.

Avant d'ajuster la position du crochet de retenue sur le fond de panier M.2, procédez comme suit :
1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.
Pour I'ajustement du dispositif de retenue sur le fond de panier M.2, procédez comme suit.

Etape 1. Recherchez la serrure correcte dans laquelle doit étre installé le crochet de retenue afin d'adapter
la taille spécifique de I'unité M.2 que vous souhaitez installer.

Etape 2. Appuyez sur les deux c6tés du crochet de retenue et déplacez-le vers I'avant jusqu'a ce qu'il soit
sur la large ouverture de la serrure ; ensuite, retirez-le du fond de panier.

Etape 3. Insérez le crochet de retenue dans la serrure correcte et faites-le glisser vers I'arriere jusqu'a ce
que les languettes soient dans les orifices.
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Remplacement d'un adaptateur PCle

Utilisez les procédures suivantes pour retirer et installer un adaptateur PCle.

Retrait d'un adaptateur
Les informations ci-aprées vous indiquent comment retirer un adaptateur.

Avant de retirer un adaptateur :
1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.
Mettez hors tension le Plateau de DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tache.
Retirez le plateau (voir « Installation d’un plateau DWC dans le boitier » a la page 252).
Retirez le cache du plateau (voir « Retrait d'un cache de plateau » a la page 215).

o 0D

Retirez I’accolade avant.
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Figure 142. Retrait de I'accolade avant

Pour retirer un adaptateur, procédez comme suit :
Etape 1. Retirez les deux vis Torx T10 en argent, puis retirez le crochet de retenue.

0’

N

Figure 143. Retrait des vis et du serre-cable

Etape 2. Saisissez avec précaution I'assemblage du boitier de cartes mezzanines par ses bords et retirez-le
du nceud.
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Figure 144. Retrait de I'assemblage de boitier de connecteur de bus PCle

Etape 3. Saisissez I'adaptateur par ses bords et sortez-la avec précaution du boitier de carte mezzanine
PCle.

Figure 145. Retrait d'adaptateur

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et
utilisez les matériaux que vous avez recus pour I'emballer.

Vidéo de démonstration
Découvrez la procédure sur YouTube

Installation d'un adaptateur
Ces informations vous indiquent comment installer un adaptateur.

Avant d'installer un adaptateur :
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1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.

Remarque : Sil’adaptateur PCle VPI (E-S partagées) QSFP56 1 port ThinkSystem Mellanox ConnectX-6
HDR/200GbE est installé, assurez-vous d’installer correctement les adaptateurs comme illustré ci-apres.

Deux céables sont connectés a I'adaptateur auxiliaire. Assurez-vous de les connecter a la carte d’E-S
partagée comme illustré ci-aprés.

VR 0L

Figure 146. Adaptateur ConnectX-6 (E-S partagées)

adaptateur d’E-S partagées H Adaptateur secondaire

H cables Slimline 81 SAS

Pour retirer un adaptateur, procédez comme suit :

Etape 1. Alignez |'adaptateur avec I'emplacement PCle sur le boitier de carte mezzanine. Appuyez ensuite
avec précaution sur |'adaptateur jusqu'a ce qu'il soit bien positionné dans son emplacement.
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Etape 2.

Figure 147. Installation d'un adaptateur

Installez I'assemblage de cartes mezzanines PCle.

a.

Alignez le tube thermique a partir de I'assemblage de cartes mezzanines PCle avec les trous
de la plaque de conduction.

Placez I'assemblage de cartes mezzanines PCle au-dessus du connecteur.

Appuyez fermement sur I'assemblage de cartes mezzanines pour l'insérer dans le nceud.

Figure 148. Installation de I'assemblage de boitier de connecteur de bus PCle

Faites glisser la patte de retenue en dessous de I'échangeur de chaleur ; ensuite, faites pivoter
le serre-cable dans I'échangeur de chaleur, a travers le trou.

Fixez le serre-cable en insérant et fixant deux vis Torx T10 en argent.
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Figure 149. Installation des vis et du serre-cable

Apres avoir installé un adaptateur, effectuez les opérations ci-apres :
1. Réinstallez 'accolade avant.

]

Figure 150. Installation de I'accolade avant

2. Réinstallez le cache de plateau (voir « Installation d'un cache de plateau » a la page 216).
3. Réinstallez le plateau (voir « Installation d’un plateau DWC dans le boitier » a la page 252).
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4. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nceud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement
rapide a un clignotement lent pour indiquer que les deux nceuds sont sous tension.

Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube

Retrait d'un adaptateur IFT (Internal Faceplate Transition)
Les informations ci-aprés vous indiquent comment retirer un adaptateur IFT.

Avant de retirer un adaptateur IFT :
1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.

. Mettez hors tension le Plateau de DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tache.

Retirez le plateau (voir « Installation d’un plateau DWC dans le boitier » a la page 252).

Retirez le cache du plateau (voir « Retrait d'un cache de plateau » a la page 215).

Retirez I'accolade avant.

ok~ 0D

]

Figure 151. Retrait de I'accolade avant

6. Retirez le boitier d’unités de disque dur (voir « Retrait du boitier d'unités de disque dur » a la page 140) si
celui-ci est installé.

Pour retirer un adaptateur IFT, procédez comme suit.

Etape 1. Faites pivoter le ressort de déverrouillage du connecteur IFT pour le soulever et I'extraire du coté
cable du connecteur ; ensuite, déconnectez le connecteur IFT.
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Figure 152. Déconnexion du connecteur IFT

Etape 2. Déconnectez I'autre connecteur de la carte mere.

Etape 3. Saisissez avec précaution I'assemblage de cartes mezzanines par ses bords et retirez-la du nceud,
puis débranchez le connecteur.

Figure 153. Retrait de I'assemblage de boitier de connecteur de bus PCle

Etape 4. Saisissez I'adaptateur par ses bords et sortez-la avec précaution du boitier de carte mezzanine
PCle.
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Figure 154. Retrait d'adaptateur IFT

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et
utilisez les matériaux que vous avez regus pour I'emballer.

Installation d'un adaptateur IFT (Internal Faceplate Transition)
Ces informations vous indiquent comment installer un adaptateur IFT.

Avant d'installer un adaptateur IFT :
1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.
Pour installer un adaptateur IFT, effectuez les opérations ci-aprés.
Etape 1. Branchez le cable IFT.

a. Faites pivoter le ressort de déverrouillage du connecteur IFT pour le soulever et I'extraire du
c6té cable du connecteur.

b. Connectez le connecteur IFT.

Faites pivoter le ressort de déverrouillage du connecteur IFT pour le pousser sur le c6té du
cable du connecteur ; ensuite, appuyez dessus jusqu'a ce que les clips s'enclenchent sur la
patte de maintien du processeur.
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Figure 155. Connexion du connecteur IFT

Etape 2. Branchez les trois connecteurs comme illustré.

Figure 156. Connexion du connecteur

Etape 3. Alignez |'adaptateur avec I'emplacement PCle sur le boitier de carte mezzanine. Appuyez ensuite
avec précaution sur |'adaptateur jusqu'a ce qu'il soit bien positionné dans son emplacement.
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Figure 157. Installation d'un adaptateur

Etape 4. Branchez le connecteur puis alignez I'assemblage de boitier de connecteur de bus PCl avec les

logements et appuyez fermement sur I'assemblage de boitier de connecteur de bus PCI pour
I'insérer dans le nceud.

Figure 158. Installation de I'assemblage de boitier de connecteur de bus PCle
Etape 5. Acheminez délicatement les cables comme illustré.

Remarque : Vérifiez que le cable IFT est acheminé dans I'encoche et utilisez |'attache-cable afin
de regrouper les cables.
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Figure 159. Cheminement des céables

Apres avoir installé un adaptateur IFT, effectuez les opérations ci-aprés :

1. Réinstallez le boitier d’unités de disque dur si nécessaire (voir « Installation du boitier d'unités de disque
dur » a la page 142).

2. Réinstallez I'accolade avant.

]

Figure 160. Installation de I'accolade avant

3. Réinstallez le cache de plateau (voir « Installation d'un cache de plateau » a la page 216).
4. Réinstallez le plateau (voir « Installation d’un plateau DWC dans le boitier » a la page 252).

5. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nceud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement
rapide a un clignotement lent pour indiquer que les deux nceuds sont sous tension.
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Remplacement du tableau de distribution

Utilisez les procédures suivantes pour retirer et installer le tableau de distribution.

Retrait du tableau de distribution
Les informations suivantes vous indiquent comment retirer le tableau de distribution.

S001

VAV

ADANGER

Le courant électrique provenant de I’alimentation, du téléphone et des cables de transmission peut
présenter un danger.
Pour éviter tout risque de choc électrique :

¢ Branchez tous les cordons d’alimentation sur une prise de courant/source d’alimentation
correctement cablée et mise a la terre.

¢ Branchez tout équipement qui sera connecté a ce produit a des prises de courant ou des sources
d’alimentation correctement cablées.

¢ Lorsque cela est possible, n’utilisez qu’une seule main pour brancher ou débrancher les cordons
d’interface.

¢ Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d’incendie ou d’inondation, ou en présence
de dommages matériels.

e L’appareil peut étre équipé de plusieurs cordons d’alimentation, par conséquent pour mettre
Punité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d’alimentation.

Avant le retrait du tableau de distribution :
1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.
Mettez hors tension le Plateau de DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tache.
Retirez le plateau (voir « Installation d’un plateau DWC dans le boitier » a la page 252).
Retirez le cache du plateau (voir « Retrait d'un cache de plateau » a la page 215).

o 0D

Retirez la boucle d’eau ( « Retrait de la boucle d'eau » a la page 235).

Pour retirer le tableau de distribution, procédez comme suit.

Etape 1. Retirez les vis du support de la cloison arriére. La vis placée a I'arriere est une vis Torx T8 alors que
les autres vis sont des vis Torx T10.

Remarque : Utilisez les tournevis pour vis T10 en forme de L afin de retirer la vis située sur le
raccord rapide de gauche.
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Figure 161. Retrait des vis

Etape 2. Retirez les supports de la cloison arriére.
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Figure 162. Retrait des supports de la cloison arriere

Etape 3. Retirez les trois vis qui maintiennent le tableau de distribution au Plateau de DWC, puis rangez-les
en vue d'une utilisation ultérieure.
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Figure 163. Retrait des vis

Etape 4. Retirez le tableau de distribution du Plateau de DWC muni d'une équerre.

Figure 164. Tableau de distribution, retrait

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et
utilisez les matériaux que vous avez regus pour I'emballer.

Vidéo de démonstration
Découvrez la procédure sur YouTube

Installation du tableau de distribution
Les informations suivantes vous indiquent comment installer le tableau de distribution.

S001

VAV
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ADANGER

Le courant électrique provenant de I’'alimentation, du téléphone et des cables de transmission peut
présenter un danger.
Pour éviter tout risque de choc électrique :

¢ Branchez tous les cordons d’alimentation sur une prise de courant/source d’alimentation
correctement cablée et mise a la terre.

¢ Branchez tout équipement qui sera connecté a ce produit a des prises de courant ou des sources
d’alimentation correctement cablées.

e Lorsque cela est possible, n’utilisez qu’une seule main pour brancher ou débrancher les cordons
d’interface.

¢ Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d’incendie ou d’inondation, ou en présence
de dommages matériels.

e L’appareil peut étre équipé de plusieurs cordons d’alimentation, par conséquent pour mettre
I'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d’alimentation.

Avant l'installation du tableau de distribution :
1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.
Pour installer le tableau de distribution, procédez comme suit :

Etape 1. Placez le tableau de distribution sur les goujons de montage du Plateau de DWC, muni d'une
équerre.

Figure 165. Installation du tableau de distribution

Etape 2. Placez les trois vis de fixation du tableau de distribution dans le Plateau de DWC.
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Figure 166. Installation des vis

Etape 3. Installez le support de la cloison arriére.

Figure 167. Installation du support de la cloison arriére
Etape 4. Installez les vis du support de la cloison arriére.

Remarque : Utilisez le tournevis pour vis T10 en forme de L pour installer la vis située sur le
raccord rapide de gauche.

Chapitre 3. Procédures de remplacement de matériel 169



Figure 168. Installation des vis

Apres avoir installé le tableau de distribution, procédez comme suit :

1. Réinstallez la boucle d’eau ( « Installation de la boucle d'eau » a la page 242).

2. Réinstallez le cache de plateau (voir « Installation d'un cache de plateau » a la page 216).
3. Réinstallez le plateau (voir « Installation d’un plateau DWC dans le boitier » a la page 252).
4

. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nceud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement
rapide a un clignotement lent pour indiquer que les deux nceuds sont sous tension.

Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube
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Remplacement du processeur

Utilisez les procédures suivantes pour remplacer un processeur assemblé.

Attention : Avant de commencer a remplacer un processeur, vérifiez que vous disposez d’un chiffon doux
imbibé d’alcool (numéro de référence 00MP352) et de pate thermoconductrice grise (numéro de référence
41Y9292).

Important : Le processeur dans votre solution peut réguler sa puissance en réponse a des paramétres
thermiques, en réduisant temporairement la vitesse afin de réduire la dissipation thermique. Dans les
instances ou quelques cceurs de processeur sont régulés sur une tres courte période (100 ms ou moins), la
seule indication peut étre une entrée dans le journal des événements du systeme d’exploitation sans entrée

correspondante dans le journal des événements du systeme XCC. Dans ce cas, I’événement peut étre ignoré
et le remplacement du processeur n’est pas nécessaire.

Retrait d'un processeur

Cette tache comporte des instructions, relatives au retrait d'un processeur assemblé. Cette tache requiert un
tournevis Torx T30.

Attention :

Chaque connecteur de processeur doit toujours comporter un cache. Lorsque vous retirez ou installez un
processeur, protégez les sockets vides du processeur avec un cache.

Veillez a ne pas toucher le socket ou les contacts du processeur. Les contacts du connecteur de
processeur sont extrémement fragiles et peuvent facilement étre endommagés. Toute présence de
contaminants sur les contacts du processeur (sueur corporelle, par exemple) peut entrainer des
problemes de connexion.

Assurez-vous que rien n'entre en contact avec la pate thermoconductrice du processeur ou de la boucle
d'eau. Toute surface en contact peut endommager la pate thermoconductrice et la rendre inefficace. La
pate thermoconductrice peut endommager des composants, tels que les connecteurs électriques dans le
connecteur de processeur. Ne retirez pas le film de protection en pate thermoconductrice de la plaque
froide, sauf instruction contraire.

Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque vous
retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.

Pour garantir des performances optimales, vérifiez la date de fabrication sur le nouveau dissipateur
thermique et assurez-vous qu’elle n'est pas antérieure a 2 ans. Dans le cas contraire, essuyez la pate
thermoconductrice existante et appliquez-en a nouveau afin d’optimiser les performances thermiques.

Avant de retirer un processeur :

Remarque : Le processeur et le dispositif de retenue du processeur de votre systeme peuvent s'avérer
différents de ceux des illustrations.

1.

Al A

Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.

Mettez hors tension le Plateau de DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tache.

Retirez le plateau (voir « Retrait d'un plateau DWC du boitier » a la page 250).

Retirez le cache du plateau (voir « Retrait d'un cache de plateau » a la page 215).

Retirez les deux grilles d'aération.
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Figure 169. Retrait de la grille d'aération

6. Retirez les accolades avant et arriere (10 vis P2).

Figure 170. Retrait de I'accolade

7. Retirez les quatre caches de barrette DIMM et les barrettes DIMM sur les deux nceuds (voir « Retrait
d'une barrette DIMM » a la page 128).
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8. Retirez les fonds de panier M.2 pour les deux nceuds (voir « Retrait du fond de panier M.2 » a la page
146).

9. Retirez les assemblages de boitier d'unité de disque dur du nceud (voir « Retrait du boitier d'unités de
disque dur » a la page 140).

10. Retirez les assemblages de cartes mezzanines PCle du nceud, le cas échéant (voir « Retrait d'un
adaptateur » a la page 153 ou « Retrait d'un adaptateur IFT (Internal Faceplate Transition) » a la page 159
selon votre configuration).

11. Pliez la boucle d'eau.

a. Orientez le support de la boucle d'eau a I'aide de deux broches de guidage de fond de panier M.2 ;
ensuite, insérez le support de la boucle d'eau avec précaution et assurez-vous que celle-ci est
fermement enclenchée sur la boucle d'eau.

Figure 171. Installation du support de boucle d'eau

b. Retirez les vis de la boucle d'eau (15 vis les Torx T10 argentés par nceud).
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Figure 172. Retrait des vis T10 argentés

c. Desserrez fermement toutes les attaches de vis imperdables T30 (8 vis imperdables Torx T30 par
noeud) sur plaques froides dans la séquence de retrait indiquée sur I'étiquette de la plaque froide.

Attention : Pour éviter d'endommager les composants, assurez-vous de suivre la séquence
indiquée.

174  Plateau ThinkSystem SD650 nceud double DWC et boitier NeXtScale n1200 DWC Guide de maintenance



o,
!'"”'l\i v
N

s
R
(A

L'"';‘i’ TR

Processor
Cold Plate $

®

e
{ a Remove
° @ : Order:
@® ® 4,321
fam— @
= ®
- ; ,
- Torx T30
o @

5 - Screws

[ ( ] @ , 7 NS Install Order: 1, 2, 3, 4
N o

“ Torque:
k 1.4-1.6 N-m (12-14 Ib-in)

[}

Figure 173. Desserrer les attaches imperdables Torx T30

d. Serrer les vis du support de la boucle d'eau (10 vis P2 par nceud).
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Figure 174. Serrer les vis imperdables P2

e. Pliez la boucle d'eau.

1) Soulevez avec précaution la boucle d'eau pour |'extraire de la carte mére, puis débranchez le
connecteur de charge rapide des quatre tiges d'alignement afin de I'extraire via |I'ouverture
située a l'arriére du plateau.

2) Faites doucement pivoter la boucle d'eau de sorte que la moitié de celle-ci repose sur I'autre
moitié.
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Figure 175. Plier la boucle d'eau

Procédez comme suit pour retirer un processeur.
Etape 1. Sile processeur dispose d'un connecteur IFT (Internal Faceplate Transition), déconnectez le cable.

Faites pivoter le ressort de déverrouillage du connecteur IFT pour le soulever et I'extraire du cété
cable du connecteur ; ensuite, déconnectez le connecteur IFT.

Figure 176. Retrait des vis et du serre-cable

Etape 2. Retirez le processeur du dessous de la plaque froide.
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e Sivous remplacez le processeur, séparez celui-ci de son dispositif de retenue.

1. Appuyez sur la patte de retenue dans le coin de la patte de maintien du microprocesseur la
plus proche du point d'extraction ; ensuite, soulevez délicatement ce coin de la patte de
maintien du dissipateur thermique a I'aide d'un tournevis a lame plate, en effectuant un
mouvement de rotation afin de rompre l'isolant protégeant le processeur-plaque froide.

2. Relachez les clips de maintien restants et soulevez le dispositif de retenue du processeur
du dessous de la plaque froide.

3. Aprés avoir séparé le processeur et le patte de maintien de la plaque froide, maintenez le
processeur et le dispositif de maintien avec le c6té recouvert de pate thermoconductrice
vers le bas et le c6té en contact avec le processeur vers le haut afin d'empécher le
processeur de tomber du dispositif de maintien.

Remarque : La patte de maintien du processeur sera retirée, mise de c6té et remplacé
par une nouvelle patte a une étape ultérieure.

Figure 177. Retirez le processeur et le dispositif de retenue du processeur de la plaque froide.

¢ Sivous remplacez le processeur, vous réutiliserez la boucle d'eau. Essuyez la pate
thermoconductrice sous la boucle d'eau avec un chiffon doux imbibé d'alcool.

¢ Sivous remplacez la boucle d'eau, vous réutiliserez le processeur. Essuyez la pate
thermoconductrice sur le processeur avec un chiffon doux imbibé d'alcool.

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et
utilisez les matériaux que vous avez regus pour I'emballer.

Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube
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Installation d'un processeur

Cette tache comporte des instructions, relatives a l'installation d'un processeur. Cette tache requiert un
tournevis Torx T30.

Attention :

Chaque connecteur de processeur doit toujours comporter un cache. Lorsque vous retirez ou installez un
processeur, protégez les sockets vides du processeur avec un cache.

Veillez a ne pas toucher le socket ou les contacts du processeur. Les contacts du connecteur de
processeur sont extrémement fragiles et peuvent facilement étre endommagés. Toute présence de
contaminants sur les contacts du processeur (sueur corporelle, par exemple) peut entrainer des
problémes de connexion.

Assurez-vous que rien n'entre en contact avec la pate thermoconductrice du processeur ou de la boucle
d'eau. Toute surface en contact peut endommager la pate thermoconductrice et la rendre inefficace. La
pate thermoconductrice peut endommager des composants, tels que les connecteurs électriques dans le
connecteur de processeur. Ne retirez pas le film de protection en pate thermoconductrice de la plaque
froide, sauf instruction contraire.

Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque vous
retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.

Pour garantir des performances optimales, vérifiez la date de fabrication sur le nouveau dissipateur
thermique et assurez-vous qu’elle n'est pas antérieure a 2 ans. Dans le cas contraire, essuyez la pate
thermoconductrice existante et appliquez-en a nouveau afin d’optimiser les performances thermiques.

Remarques :

Les processeurs ne s'insérent que dans le socket et dans le sens ou ils peuvent étre installés.

Pour obtenir la liste des processeurs pris en charge par votre systéme, consultez le site https://
serverproven.lenovo.com/. Tous les processeurs sur la carte mére doivent avoir la méme vitesse, le méme
nombre de cceurs et la méme fréquence.

Avant d'installer un nouveau module de processeur ou un processeur de remplacement, mettez a jour le
microprogramme du systéme au niveau le plus récent. Voir « Mise a jour du microprogramme » dans le
Plateaux ThinkSystem SD650 Neptune DWC et boitier DW612 Neptune DWC Guide de configuration.

Les dispositifs en option disponibles pour votre systéme peuvent avoir des exigences relatives au
processeur spécifiques. Voir la documentation fournie avec le dispositif en option pour plus
d'informations.

Avant d'installer un processeur :

Remarque : Le processeur et le dispositif de retenue du processeur de votre systeme peuvent s'avérer
différents de ceux des illustrations.

1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute

sécurité.

2. Siun module de processeur est installé, retirez-le. Pour plus d’informations, voir « Retrait d'un

processeur » a la page 171.

Remarque : Les processeurs de remplacement sont fournis avec des dispositifs de retenue
rectangulaires et carrés. Un dispositif de retenue rectangulaire est fixé sur le processeur. Le dispositif de
retenue carré peut étre mis au rebut car il ne tient pas sur la face inférieure des plaques froides de la
boucle d'eau.

3. Sivous remplacez un processeur, remplacez le dispositif de retenue du processeur. Les dispositifs de

retenue du processeur ne doivent pas étre réutilisés une fois qu'ils ont été détachés des plaques froides
de la boucle d'eau.
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a. Retirez I'ancien dispositif de retenue du processeur.

Remarque : Le retrait des pattes de maintien varie légérement pour les processeurs IFT (Internal
Faceplate Transition) et non IFT.

Figure 179. Retrait de la patte de maintien d'un processeur IFT
Remarque : Apres avoir sorti le processeur du dispositif de retenue, manipulez-le uniguement par
les bords longs pour ne pas toucher les contacts ou la pate thermoconductrice (le cas échéant).

Positionnez le cété en contact du processeur non IFT vers le haut et pliez les extrémités de la patte
vers le bas en les écartant du processeur pour libérer les clips de retenue, puis retirez le processeur
de la patte de maintien. Mettez I'ancienne patte de maintien au rebut.

b. Installez le processeur dans le nouveau dispositif de retenue du processeur.

Remarque : L'installation de la patte de maintien varie Iégérement pour les processeurs IFT et
non IFT.
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Figure 180. Installation d'une patte de maintien de processeur non IFT

Figure 181. Installation d'une patte de maintien d'un processeur IFT

1)

2)

Placez le processeur sur le nouveau dispositif de retenue en alignant les marques triangulaires,
puis insérez I'extrémité sans marque du processeur dans le dispositif de retenue.

En maintenant I'extrémité insérée du processeur non IFT en place, pliez I'extrémité opposée de
la patte de maintien vers le bas et vers I'extérieur du processeur, jusqu'‘a ce que vous puissiez
pousser le processeur sous le clip de la patte.

Pour empécher le processeur de tomber de la patte de maintien une fois qu'il est inséré,
maintenez le c6té en contact avec le processeur vers le haut et saisissez le dispositif de retenue
du processeur par les cotés.

S'il reste de la pate thermoconductrice sur le processeur, nettoyez délicatement le dessus du
processeur a l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool.

Remarque : Sivous appliquez une nouvelle pate thermoconductrice sur le dessus du
processeur, veillez a ce que I'alcool soit completement évaporé au préalable.
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4. Sivous remplacez un processeur :

a.

b.

C.

Retirez I'étiquette d'identification de processeur de la boucle d'eau et remplacez-la par la nouvelle
étiquette fournie avec le processeur de remplacement.

Pour garantir des performances optimales, vérifiez la date de fabrication sur le nouveau dissipateur
thermique et assurez-vous qu’elle n'est pas antérieure a 2 ans. Dans le cas contraire, essuyez la pate
thermoconductrice existante et appliquez-en a nouveau afin d’optimiser les performances
thermiques.

Appliquez de nouveau de la pate thermoconductrice (0,65 g) sur le dessus du nouveau processeur.
Si vous avez nettoyé le dessus du processeur a |'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool, veillez a
appliquer la nouvelle pate thermoconductrice apres que I'alcool est completement évaporé.
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Figure 182. Application de la pate thermoconductrice

1) Placez avec précaution le processeur et le dispositif de retenue sur une surface plane avec la
partie contact du processeur vers le bas.

2) Appliquez environ 0,65 g de pate thermoconductrice au milieu du dessus du processeur.

5. Sivous remplacez la boucle d'eau, retirez I'étiquette d'identification du processeur de |'ancienne boucle
d'eau et placez-la sur la nouvelle boucle d'eau au méme emplacement que précédemment.

Si vous ne parvenez pas a retirer I'étiquette et a la placer sur la nouvelle boucle d'eau, ou si I'étiquette
est endommagée lors du transfert, écrivez le numéro de série figurant sur I'étiquette d'identification du
processeur sur la nouvelle boucle d'eau, a I'emplacement ou devrait se trouver |'étiquette, a l'aide d'un
marqueur indélébile.
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Figure 183. Emplacements des processeurs
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Pour installer un processeur, procédez comme suit :

Etape 1.

Etape 2.

Etape 3.

Retirer les films de protection en pate thermoconductrice situés en dessous des plaques froide de
la boucle d'eau.

Installez les processeurs au dessous des plaques froides de la boucle d'eau.

Figure 184. Installation d'un processeur

a.

Alignez la marque triangulaire sur le dispositif de retenue du processeur avec les broches de
guidage au-dessous de la plaque froide de la boucle d'eau ; connectez ensuite le processeur
a la partie inférieure de la plaque froide de la boucle d'eau en insérant les broches du
dispositif de retenue du processeur dans les ouvertures situées aux quatre coins de la plaque
froide.

Retirez le cache du connecteur de processeur, si installé sur le socket du processeur, en
placant vos doigts dans les demi-cercles situés a chaque extrémité du cache et en soulevant
ce dernier de la plaque froide.

Si le processeur est doté d'un connecteur IFT, vérifiez que le cable IFT est correctement
acheminé et connecté. Pour plus d'informations, voir « Cheminement interne des cables » a la
page 26.

Pliez la boucle d'eau.

Faites délicatement pivoter la partie supérieure de la boucle d'eau.
Insérez avec précaution le raccord rapide dans I'ouverture du plateau, comme indiqué.

Abaissez et alignez le support de la boucle d'eau via les fonds de panier M.2. Ensuite, vérifiez
que les broches du connecteur de processeur sont correctement insérées dans les plaques
froides de la boucle d'eau.

Abaissez avec précaution |'autre cété de la boucle d'eau, puis vérifiez que celle-ci
s'enclenche sur la carte mére.
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Figure 185. Installation de la boucle d'eau

e. Connectez deux connecteurs a charge rapide.

Fixer la boucle d'eau et le connecteur a charge rapide au plateau en insérant délicatement 15
vis Torx T10 en argent.
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Figure 186. Installation des vis T10 en argent

g. Desserrez les vis du support de la boucle d'eau (10 vis P2 par nceud).
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Figure 187. Desserrer les vis imperdables P2

h. Serrez au maximum les attaches imperdables Torx T30, comme indiqué dans I'illustration de
la séquence d'installation, sur |'étiquette. Serrez les vis jusqu'a ce qu'elles s'arrétent. (Pour
référence, le couple requis pour serrer les écrous au maximum est de 1,4 a 1,6 newtons-
metres).

Attention : Pour éviter d'endommager les composants, assurez-vous de suivre la séquence
de serrage indiquée.
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Figure 188. Serrage des vis

Apres avoir installé un processeur :
1. Soulevez avec précaution le support de la boucle d'eau pour I'extraire de cette derniére.
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Figure 189. Retrait du support de la boucle d'eau

. Réinstallez les quatre caches de barrette DIMM et les barrettes DIMM sur les deux nceuds (voir

« Installation d'une barrette DIMM » a la page 131).

Réinstallez les fonds de panier M.2 pour les deux nceuds (voir « Installation du fond de panier M.2 » a la
page 147).

Réinstallez les assemblages de boitier d'unités de disque dur, le cas échéant (voir « Installation du
boitier d'unités de disque dur » a la page 142).

. Réinstallez les assemblages de cartes mezzanines PCle, le cas échéant (voir « Installation d'un

adaptateur » a la page 1550u « Installation d'un adaptateur IFT (Internal Faceplate Transition) » a la page
161, selon votre configuration).

Réinstallez les deux grilles d'aération.
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Figure 190. Installation de la grille d'aération

7. Réinstallez les accolades avant et arriere (10 vis P2).

Figure 191. Installation des accolades

8. Réinstallez le cache de plateau (voir « Installation d'un cache de plateau » a la page 216).
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9. Réinstallez le plateau (voir « Installation d’un plateau DWC dans le boitier » a la page 252).

10. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque noeud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement
rapide a un clignotement lent pour indiquer que les deux nceuds sont sous tension.

Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube

Remplacement de la carte meére

Utilisez les procédures suivantes pour retirer et installer une carte mere.

Important : Avant de retourner la carte mere, assurez-vous d'installer les caches antipoussiére du socket
de I'UC de la nouvelle carte mére. Pour remplacer un cache antipoussiére du socket de I'UC :

1. Prenez un cache antipoussiere du socket de I'UC sur la nouvelle carte meére et orientez-le correctement
au-dessus de I'assemblage de socket de I'UC sur la carte mére retirée.

2. Appuyez doucement sur les pattes du cache antipoussiére de I'assemblage de socket de I'UC, en
appuyant sur les bords afin d'éviter d'endommager les broches du socket. Il se peut que vous entendiez
un clic sur le cache antipoussiére qui signifie qu'il est solidement fixé.

3. Vérifiez que le cache antipoussiere est correctement relié a I'assemblage de socket de I'UC.

Retrait d'une carte mere
Les informations ci-apres vous indiquent comment retirer une carte mere.

S001

ADANGER

Le courant électrique provenant de I’alimentation, du téléphone et des cables de transmission peut
présenter un danger.
Pour éviter tout risque de choc électrique :

¢ Branchez tous les cordons d’alimentation sur une prise de courant/source d’alimentation
correctement cablée et mise a la terre.

¢ Branchez tout équipement qui sera connecté a ce produit a des prises de courant ou des sources
d’alimentation correctement cablées.

e Lorsque cela est possible, n’utilisez qu’une seule main pour brancher ou débrancher les cordons
d’interface.

¢ Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d’incendie ou d’inondation, ou en présence
de dommages matériels.

e L’appareil peut étre équipé de plusieurs cordons d’alimentation, par conséquent pour mettre
I'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d’alimentation.

Attention : Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque
vous retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.
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Avant de retirer une carte mere :
1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.
Mettez hors tension le Plateau de DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tache.
Retirez le plateau (voir « Retrait d'un plateau DWC du boitier » a la page 250).
Retirez le cache du plateau (voir « Retrait d'un cache de plateau » a la page 215).

o > 0D

Retirez les deux grilles d'aération.

Figure 192. Retrait de la grille d'aération

6. Retirez les accolades avant et arriére (10 vis P2).
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10.

11.

192

Figure 193. Retrait de I'accolade

Retirez les quatre caches de barrette DIMM et les barrettes DIMM sur les deux nceuds (voir « Retrait
d'une barrette DIMM » a la page 128).

. Retirez les fonds de panier M.2 pour les deux nceuds (voir « Retrait du fond de panier M.2 » a la page

146).

. Retirez les assemblages de boitier d'unité de disque dur du nceud (voir « Retrait du boitier d'unités de

disque dur » a la page 140).

Retirez les assemblages de cartes mezzanines PCle du nceud, le cas échéant (voir « Retrait d'un
adaptateur » a la page 153 ou « Retrait d'un adaptateur IFT (Internal Faceplate Transition) » a la page 159
selon votre configuration).

Pliez la boucle d'eau.

a. Orientez le support de la boucle d'eau a I'aide de deux broches de guidage de fond de panier M.2 ;
ensuite, insérez le support de la boucle d'eau avec précaution et assurez-vous que celle-ci est
fermement enclenchée sur la boucle d'eau.
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Figure 194. Installation du support de boucle d'eau

b. Retirez les vis de la boucle d'eau (15 vis les Torx T10 argentés par nceud).
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Figure 195. Retrait des vis T10 argentés

c. Desserrez fermement toutes les attaches de vis imperdables T30 (8 vis imperdables Torx T30 par
noeud) sur plaques froides dans la séquence de retrait indiquée sur I'étiquette de la plaque froide.

Attention : Pour éviter d'endommager les composants, assurez-vous de suivre la séquence
indiquée.
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Figure 196. Desserrer les attaches imperdables Torx T30

d. Serrer les vis du support de la boucle d'eau (10 vis P2 par nceud).
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Figure 197. Serrer les vis imperdables P2

e. Pliez la boucle d'eau.

1) Soulevez avec précaution la boucle d'eau pour |'extraire de la carte mére, puis débranchez le
connecteur de charge rapide des quatre tiges d'alignement afin de I'extraire via |I'ouverture
située a l'arriére du plateau.

2) Faites doucement pivoter la boucle d'eau de sorte que la moitié de celle-ci repose sur I'autre
moitié.
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Figure 198. Plier la boucle d'eau

12. Retirez le tableau de distribution (voir « Retrait du tableau de distribution » a la page 165).
13. Retrait de I'obturateur vide du panneau.

Figure 199. Retrait de I'obturateur vide du panneau

Pour retirer une carte mere, effectuez les opérations ci-apres.
Etape 1. Retirez les vis suivantes.

e Huit vis Torx T10 noires par nceud sur la carte mére.

¢ Deux vis a téte hexagonale 3/16" a I'avant du nceud.

Remarque : Utilisez un tournevis a téte hexagonale 3/16" afin de garantir un retrait correct.
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Figure 200. Retrait des vis

Etape 2. Retirez la carte mére.

a. Tenez le connecteur Ethernet avant avec précaution et inclinez la carte mere, muni d'une
équerre.

b. Faites légérement glisser la carte mere vers |'arriére.
c. Soulevez délicatement la carte mére et retirez-la du nceud.
Remarque : Lorsque vous retirez la carte mere a partir du nceud, évitez de toucher les

connecteurs de la carte mere. Veillez a ne pas endommager les composants avoisinants a
I'intérieur du nceud.
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Figure 201. Retrait de la carte mére

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et
utilisez les matériaux que vous avez recus pour I'emballer.

Important : Avant de retourner la carte mere, assurez-vous d'installer les caches antipoussiére du socket
de I'UC de la nouvelle carte mére. Pour remplacer un cache antipoussiére du socket de |'UC :

1. Prenez un cache antipoussiére du socket de I'UC sur la nouvelle carte mére et orientez-le correctement
au-dessus de I'assemblage de socket de I'UC sur la carte mere retirée.

2. Appuyez doucement sur les pattes du cache antipoussiere de I'assemblage de socket de I'UC, en
appuyant sur les bords afin d'éviter d'endommager les broches du socket. Il se peut que vous entendiez
un clic sur le cache antipoussiére qui signifie qu'il est solidement fixé.

3. Vérifiez que le cache antipoussiere est correctement relié a I'assemblage de socket de I'UC.

Vidéo de démonstration
Découvrez la procédure sur YouTube

Installation d'une carte mere
Les informations suivantes vous indiquent comment installer une carte mere.

S001

N/
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ADANGER

Le courant électrique provenant de I’'alimentation, du téléphone et des cables de transmission peut
présenter un danger.
Pour éviter tout risque de choc électrique :

¢ Branchez tous les cordons d’alimentation sur une prise de courant/source d’alimentation
correctement cablée et mise a la terre.

¢ Branchez tout équipement qui sera connecté a ce produit a des prises de courant ou des sources
d’alimentation correctement cablées.

e Lorsque cela est possible, n’utilisez qu’une seule main pour brancher ou débrancher les cordons
d’interface.

¢ Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d’incendie ou d’inondation, ou en présence
de dommages matériels.

e L’appareil peut étre équipé de plusieurs cordons d’alimentation, par conséquent pour mettre
I'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d’alimentation.

Attention : Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque
vous retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.

Avant d'installer une carte meére :
1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.
Pour retirer une carte mere, effectuez les opérations ci-apres.
Etape 1. Installez la carte mére.

a. Tenezle connecteur Ethernet avant avec précaution et inclinez la carte mére, muni d'une
équerre.

b. Alignez le connecteur Ethernet avec I'orifice et faites délicatement glisser la carte mére vers
['avant.

c. Insérez délicatement la carte mére dans le nceud.

Remarque : Lorsque vous installez la carte mére a partir du nceud, évitez de toucher les
connecteurs de la carte mere. Veillez a ne pas endommager les composants avoisinants a
I'intérieur du nceud.
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Figure 202. Installation de la carte mére

Etape 2. Serrez les vis suivantes.

e Huit vis Torx T10 noires par nceud sur la carte mere.

\

e Deux vis a téte hexagonale 3/16" a I'avant du nceud.

Remarque : Utilisez un tournevis a téte hexagonale 3/16" afin de garantir une installation
correcte.
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Figure 203. Installation des vis

Apres l'installation de la carte mere, procédez comme suit :
1. Réinstallez I'obturateur vide du panneau.
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Figure 204. Installation de I'obturateur du panneau

. Réinstallez le tableau de distribution (voir « Installation du tableau de distribution » a la page 167).

3. Réinstallez la boucle d'eau.

a. Faites délicatement pivoter la partie supérieure de la boucle d'eau.
b. Insérez avec précaution le raccord rapide dans |'ouverture du plateau, comme indiqué.

c. Abaissez et alignez le support de la boucle d'eau via les fonds de panier M.2. Ensuite, vérifiez que les
broches du connecteur de processeur sont correctement insérées dans les plaques froides de la
boucle d'eau.

d. Abaissez avec précaution I'autre c6té de la boucle d'eau, puis vérifiez que celle-ci s'enclenche sur la
carte mere.

Figure 205. Installation de la boucle d'eau
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e. Connectez deux connecteurs a charge rapide.

f. Fixerla boucle d'eau et le connecteur a charge rapide au plateau en insérant délicatement 15 vis

Torx T10 en argent.
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Figure 206. Installation des vis T10 en argent

g. Desserrez les vis du support de la boucle d'eau (10 vis P2 par nceud).
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Figure 207. Desserrer les vis imperdables P2

Serrez fermement toutes les attaches de vis imperdables T30 (8 vis imperdables Torx T30 par nceud)
sur plaques froides dans la séquence d'installation indiquée sur |'étiquette de la plaque froide.

Attention : Pour éviter d'endommager les composants, assurez-vous de suivre la séquence de
serrage indiquée.
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Figure 208. Serrage des vis

i. Soulevez avec précaution le support de la boucle d'eau pour |'extraire de cette derniere.
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Figure 209. Retrait du support de la boucle d'eau

. Réinstallez les quatre caches de barrette DIMM et les barrettes DIMM sur les deux nceuds (voir
« Installation d'une barrette DIMM » a la page 131).

. Réinstallez les fonds de panier M.2 pour les deux nceuds (voir « Installation du fond de panier M.2 » a la
page 147).

. Réinstallez les assemblages de boitier d'unités de disque dur, le cas échéant (voir « Installation du
boitier d'unités de disque dur » a la page 142).

. Réinstallez les assemblages de cartes mezzanines PCle, le cas échéant (voir « Installation d'un
adaptateur » a la page 1550u « Installation d'un adaptateur IFT (Internal Faceplate Transition) » a la page
161, selon votre configuration).

. Réinstallez les deux grilles d'aération.
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Figure 210. Installation de la grille d'aération

9. Réinstallez les accolades avant et arriere (10 vis P2).

Figure 211. Installation des accolades

10. Réinstallez le cache de plateau (voir « Installation d'un cache de plateau » a la page 216).
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11. Réinstallez le plateau (voir « Installation d’un plateau DWC dans le boitier » a la page 252).

12. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque noeud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement
rapide a un clignotement lent pour indiquer que les deux nceuds sont sous tension.

13. Mettez a jour le type de machine et le numéro de série a I'aide des nouvelles données techniques
essentielles du produit (VPD). Utilisez le Lenovo XClarity Provisioning Manager pour mettre a jour le type
de machine et le numéro de série. Voir « Mettez a niveau le type de machine et le numéro de série » a la
page 209.

14. Activez TPM/TCM. Pour plus d’informations, voir « Activation de TPM/TCM » a la page 211.
15. Facultativement, vous pouvez activer I'amorcage sécurisé.

Vidéo de démonstration
Découvrez la procédure sur YouTube

Mettez a niveau le type de machine et le numéro de série

Une fois le remplacement de la carte mére effectué par des techniciens de maintenance formés, le type de
machine et le numéro de série doivent étre mis a jour.

Deux méthodes sont a votre disposition pour mettre a jour le type de machine et le numéro de série :
e A partir de Lenovo XClarity Provisioning Manager

Pour mettre a niveau le type de machine et le numéro de série depuis Lenovo XClarity Provisioning
Manager :

1. Démarrez le serveur et appuyez sur la touche conformément aux instructions a I’écran pour afficher
I'interface Lenovo XClarity Provisioning Manager.

2. Sile mot de passe administrateur est obligatoire pour le démarrage, entrez le mot de passe.
3. Dans la page Récapitulatif du systeme, cliquez sur Mise a jour VPD.
4. Mettez a niveau le type de machine et le numéro de série.

e A partir de Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Lenovo XClarity Essentials OneCLlI affiche le type, modéle et numéro de série dans Lenovo XClarity
Controller. Sélectionnez I’'une des méthodes suivantes pour accéder a Lenovo XClarity Controller afin de
définir le type de machine et le numéro de série :

— Fonctionnement depuis le systéme cible tel que I'accés au réseau local ou I'accés de type console a
clavier (KCS)

— Acceés distant au systéme cible (basé sur TCP/IP)

Pour mettre a niveau le type de machine et le numéro de série depuis Lenovo XClarity Essentials OneCLlI :
1. Téléchargez et installez Lenovo XClarity Essentials OneCLI.
Pour télécharger Lenovo XClarity Essentials OneCLlI, accédez au site suivant :

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433

2. Copiez et décompressez sur le serveur le package OneCLlI, qui contient également d’autres fichiers
nécessaires. Assurez-vous de décompresser I’outil OneCLI et les fichiers requis dans le méme
répertoire.

3. Une fois Lenovo XClarity Essentials OneCLlI en place, entrez les commandes suivantes pour définir le
type de machine et le numéro de série :

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> [access_method]
onecli config set SYSTEM_PROD _DATA.SysInfoSerialNum <s/n> [access_method]
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Ou:

<m/t_model>
Type de machine serveur et numéro de modele. Tapez mtm xxxxyyy, ou xxxx est le type de
machine et yyy est le numéro de modéle du serveur.

<s/n>
Numéro de série du serveur. Entrez sn zzzzzzz, ou zzzzzzz est le numéro de série.

[access_method]
Méthode d’acces que vous avez sélectionnée parmi les méthodes suivantes :

— Acces via le réseau local avec authentification en ligne, entrez la commande :
[--bmc-username xcc_user_id --bmc-password xcc_password]
Ou:

xcc_user_id
Nom de compte du module BMC/IMM/XCC (1 des 12 comptes). La valeur par défaut est
USERID.

xcc_password
Mot de passe du compte BMC/IMM/XCC (1 des 12 comptes).

Les commandes données en exemple sont les suivantes :

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> --bmc-username xcc_user_id
--bmc-password xcc_password

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> --bmc-username xcc_user_id
--bmc-password xcc_password

— Acces en ligne KCS (sans authentification, limité a certains utilisateurs) :

Vous n’avez pas besoin d’indiquer une valeur pour la access_method lorsque vous utilisez
cette méthode d’acces.

Les commandes données en exemple sont les suivantes :

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model>
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n>

Remarque : La méthode d’accés KCS utilise I'interface IPMI/KCS, qui requiert que le pilote
IPMI soit installé.

— Acceés via le réseau local distant, entrez la commande :
[--bmc xcc_user_id:xcc_password@xcc_external_ip]
Ou:
xcc_external_ip

L’adresse IP BMC/IMM/XCC. Il n’existe pas de valeur par défaut. Ce parameétre est
obligatoire.

xcc_user_id
Compte BMC/IMM/XCC (I'un des 12 comptes). La valeur par défaut est USERID.

xcc_password
Mot de passe du compte BMC/IMM/XCC (1 des 12 comptes).
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Remarque : L’adresse IP USB/réseau local interne, ainsi que le mot de passe et le nom de
compte du module BMC, IMM ou XCC sont tous valides pour cette commande.
Les commandes données en exemple sont les suivantes :

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model>

--bmc xcc_user_id:xcc_password@xcc_external ip

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n>

——bmc xcc_user_id:xcc_password@xcc_external _ip

4. Réinitialisez le Lenovo XClarity Controller aux parameétres par défaut. Voir la section « Réinitialisation
de BMC aux parametres d’usine par défaut » dans la documentation XCC compatible avec votre
serveur sur https://pubs.lenovo.com/Ixcc-overview/.

Activation de TPM/TCM

Le serveur prend en charge le module TPM, version 1.2 ou version 2.0

Remarque : Pour les clients en Chine continentale, le module TPM intégré n’est pas pris en charge.
Toutefois, les clients de Chine continentale peuvent installer un adaptateur TCM (Trusted Cryptographic
Module) ou TPM (parfois appelé une carte fille).

Lorsqu’une carte mere est remplacée, vous devez vous assurer que la stratégie TPM/TCM est définie
correctement.

ATTENTION :
Faites bien attention lorsque vous définissez la stratégie TPM/TCM. Si elle n’est pas définie
correctement, la carte mére peut étre inutilisable.

Définition de la stratégie TPM

Par défaut, une carte mére de rechange est fournie avec la stratégie TPM réglée sur non définie. Vous devez
modifier ce réglage de sorte qu’il corresponde a celui qui était en vigueur sur la carte mére en cours de
remplacement.

Il existe deux méthodes disponibles pour définir la stratégie TPM :
e A partir de Lenovo XClarity Provisioning Manager

Pour définir la stratégie TPM a partir de Lenovo XClarity Provisioning Manager :

1. Démarrez le serveur et appuyez sur la touche conformément aux instructions a I’écran pour afficher
I'interface Lenovo XClarity Provisioning Manager.

2. Sile mot de passe administrateur est obligatoire pour le démarrage, entrez le mot de passe.
3. Dans la page Récapitulatif du systeme, cliquez sur Mise a jour VPD.
4. Définissez la stratégie selon I'un des parametres suivants.

— NationZ TPM 2.0 activé - Chine uniquement. Les clients de Chine continentale doivent choisir ce
parametre si un adaptateur NationZ TPM 2.0 est installé.

— TPM activé - Reste du monde. Les clients en dehors de la Chine continentale doivent choisir ce
parameétre.

— Définitivement désactivé. Les clients en Chine continentale doivent utiliser ce parametre si aucun
adaptateur TPM n’est installé.
Remarque : Bien que le paramétre non défini est disponible sous forme de parameétre de stratégie,
il ne doit pas étre utilisé.
e A partir de Lenovo XClarity Essentials OneCLI
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Remarque : Veuillez noter qu’un utilisateur IPMI local et un mot de passe doivent étre définis dans
Lenovo XClarity Controller pour avoir acces a distance au systeme cible.

Pour définir la stratégie TPM a partir de Lenovo XClarity Essentials OneCLlI :
1. Lisez TpmTcmPolicyLock pour vérifier si TPM_TCM_POLICY a été verrouillé :

OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicylock --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
Remarque : La valeur du module imm.TpmTcmPolicyLock doit étre « Désactivée », ce qui signifie
que TPM_TCM_POLICY n'est PAS verrouillé et que les modifications apportées a TPM_TCM_
POLICY sont autorisées. Si le code de retour est « Activé », aucune modification apportée a la

stratégie n'est autorisée. La carte peut néanmoins étre utilisée si le parameétre souhaité est correct
pour le systeme a remplacer.

2. Configurez le TPM_TCM_POLICY dans XCC :
- A attention des clients en Chine continentale sans TPM, ou des clients devant désactiver le TPM :

OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicy "NeitherTpmNorTecm" --override --imm <userid>:<password>@<ip_
address>

- A rattention des clients en Chine continentale devant activer le TPM :

OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicy "NationZTPM200nly" --override --imm <userid>:<password>@<ip _
address>

— A Vattention des clients en dehors de la Chine continentale devant activer le TPM :

OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicy "TpmOnly" --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
3. Probleme de commande de réinitialisation pour la réinitialisation du systeme :
OneCli.exe misc ospower reboot --imm <userid>:<password>@<ip_address>
4. Relisez la valeur pour vérifier si la modification a été acceptée :

OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicy --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
Remarques :
— Silavaleur correspond, cela signifie que TPM_TCM_POLICY a été défini correctement.

Le module imm.TpmTcmPolicy est défini comme suit :

La valeur 0 utilise la chaine « Non définie », ce qui signifie stratégie UNDEFINED.

La valeur 1 utilise la chaine « NeitherTpmNorTcm », ce qui signifie TPM_PERM_DISABLED.
La valeur 2 utilise la chaine « TomOnly », ce qui signifie TPM_ALLOWED.

La valeur 4 utilise la chaine « NationZTPM », ce qui veut dire NationZ_TPM20_ALLOWED.

— Les 4 étapes ci-dessous doivent également étre utilisées pour « verrouiller » TPM_TCM_POLICY
lors de I'utilisation des commandes OneCli/ASU :

5. Lisez TpmTcmPolicyLock pour vérifier si TPM_TCM_POLICY a été verrouillé, commande comme ci-
dessous :

OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicylock --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>

La valeur doit étre « Désactivée », ce qui signifie que TPM_TCM_POLICY n'est PAS verrouillé et doit
étre défini.
6. Verrouillez TPM_TCM_POLICY :

OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicyLock "Enabled"--override --imm <userid>:<password>@<ip_address>

7. Probléeme de commande de réinitialisation pour la réinitialisation du systéme, commande ci-dessous :

OneCli.exe misc ospower rehoot --imm <userid>:<password>@<ip_address>
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Lors de la réinitialisation, I'UEFI lira la valeur a partir du module imm.TpmTcmPolicyLock, si la valeur
est « Activée » et si la valeur du module imm.TpmTcmPolicy est valide, I'UEFI verrouillera le
paramétre TPM_TCM_POLICY.

Remarque : Les valeurs valides pour imm.TpmTcmPolicy incluent « NeitherTpmNorTcm »,
« TpmOnly » et « NationZTPM200Only ».

Siimm.TpmTcmPolicyLock est défini sur « Activé », mais que la valeur imm.TpmTcmPolicy n’est pas
valide, UEFI va rejeter la demande de « verrouillage » et définir imm.TpmTcmPolicyLock sur
« Désactivé ».

8. Relisez la valeur pour vérifier si le « Verrouillage » est accepté ou rejeté. Commande comme ci-
dessous :

OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicy --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>

Remarque : Sila valeur a changé de « Désactivée » & « Activée », cela signifie que TPM_TCM_
POLICY a été verrouillé avec succées. Une fois qu’une stratégie a été définie, il n’existe aucune autre
méthode que le remplacement de la carte mére pour la déverrouiller.

imm.TpmTcmPolicyLock est défini comme suit :

La valeur 1 utilise la chaine « Activé », ce qui signifie verrouiller la stratégie. Les autres valeurs ne sont
pas acceptées.

Détection de la présence physique

Pour pouvoir valider la présence physique, il est nécessaire que la stratégie de présence physique soit
activée. Par défaut, la présence physique est activée avec un délai de 30 minutes.

Il existe deux méthodes pour valider la présence physique :

1. Sila politique de présence physique est activée, vous pouvez détecter la présence physique via le
Lenovo XClarity Provisioning Manager ou via le Lenovo XClarity Controller.

2. Commutez les cavaliers matériels sur la carte mére.

Remarques : Sila stratégie de présence physique a été désactivée :
1. Réglez le cavalier de présence physique matériel sur la carte mére afin de valider la présence physique.

2. Activez la stratégie de présence physique a partir de I'invite F1 (Paramétres UEFI) ou Lenovo XClarity
Essentials OneCLlI.

Valider la présence physique via Lenovo XClarity Controller
Procédez comme suit pour valider la présence physique via Lenovo XClarity Controller :
1. Connectez-vous a I'interface Lenovo XClarity Controller.

Pour plus d’informations sur la connexion a Lenovo XClarity Controller, consultez la section « Quverture
et utilisation de l'interface Web de XClarity Controller » dans la version de documentation XCC
compatible avec votre serveur sur https://pubs.lenovo.com/Ixcc-overview/.

2. Cliquez sur Configuration BMC - Sécurité et vérifiez que la présence physique est définie sur
validation.
Valider la présence physique via le matériel

Vous pouvez également valider la présence physique du matériel via I'utilisation d'un cavalier sur la carte
mere. Pour plus d'informations sur la validation de la présence physique du matériel via I'utilisation d'un
cavalier, voir :

« Commutateurs de la carte mere » a la page 25
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Définition de la version TPM
Pour pouvoir définir la version du module TPM, la présence physique doit étre validée.

Le Lenovo XClarity Provisioning Manager ou le Lenovo XClarity Essentials OneCLI peut étre utilisé pour
définir la version du module TPM.

Pour définir la version TPM :
1. Téléchargez et installez Lenovo XClarity Essentials OneCLI.
a. Accédez au site http://datacentersupport.lenovo.com et affichez la page de support de votre serveur.
b. Cliquez sur Drivers & Software (Pilotes et logiciels).

c. Recherchez la version de Lenovo XClarity Essentials OneCLI pour votre systeme d'exploitation et
téléchargez le module.

2. Exécutez la commande suivante pour définir la version du TPM :

Remarque : Vous pouvez modifier la version du TPM de 1.2 2 2.0 et inversement. Cependant, vous ne
pouvez pas passer d'une version a |'autre plus de 128 fois.

Pour définir la version du TPM sur la version 2.0 :
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM2.0 compliant”
--bmc userid:password@ip_address

Pour définir la version du TPM sur la version 1.2:
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation « Update to TPM1.2 compliant »
--bmc userid:password@ip_address

ou:

® <userid>:<password> correspond aux données d'identification utilisés pour accéder au BMC
(interfaceLenovo XClarity Controller) de votre serveur. L'ID utilisateur par défaut est USERID, et le mot
de passe par défaut est PASSWORD (avec un zéro, et non la lettre o majuscule)

® <ip_address> correspond a I'adresse IP du serveur BMC.
Pour plus d'informations sur la commande Lenovo XClarity Essentials OneCLlI set, voir :
https://pubs.lenovo.com/Ixce-onecli/onecli_r_set_command

3. Vous pouvez également utiliser les commandes suivantes ASU (Advanced Settings Utility) suivantes :

Pour définir la version du TPM sur la version 2.0 :
asué4 set TPMVersion.TPMVersion "Update to TPM2.0 compliant" --host <ip_address>
--user <userid> --password <password> --override

Pour définir la version du TPM sur la version 1.2:
asubd set TPMVersion.TPMVersion "Update to TPM1.2 compliant" --host <ip_address>
--user <userid> --password <password> --override

ou:

* <userid> et <password> correspondent aux données d'identification utilisés pour accéder au BMC
(interface Lenovo XClarity Controller) de votre serveur. L'ID utilisateur par défaut est USERID, et le
mot de passe par défaut est PASSWORD (avec un zéro, et non la lettre o0 majuscule)

® <jp_address> correspond a I'adresse IP du serveur BMC.

Activation de I'amorcage sécurisé UEFI
Si vous le souhaitez, vous pouvez activer I'amorcage sécurisé UEFI.

Il existe deux méthodes pour activer I'amorcage sécurisé UEFI :
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* A partir de Lenovo XClarity Provisioning Manager

Pour activer 'amorcage sécurisé UEFI depuis Lenovo XClarity Provisioning Manager :

1. Démarrez le serveur et appuyez sur la touche spécifiée dans les instructions a I’écran pour afficher
I’interface Lenovo XClarity Provisioning Manager. (Pour plus de détails, consultez la section
« Démarrage » de la LXPM documentation compatible avec votre serveur a I'adresse https://
pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/.)

2. Sile mot de passe administrateur est obligatoire pour le démarrage, entrez le mot de passe.
3. Dans la page de configuration UEFI, cliquez sur Paramétres systéme = Sécurité - Amorcage
sécurisé.
4. Activez I'amorgage sécurisé et enregistrez les paramétres.
e A partir de Lenovo XClarity Essentials OneCLI
Pour activer I'amorcage sécurisé UEFI depuis Lenovo XClarity Essentials OneCLI :
1. Téléchargez et installez Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Pour télécharger Lenovo XClarity Essentials OneCLlI, accédez au site suivant :

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433
2. Exécutez la commande suivante pour activer I'amorgage sécurisé :

OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Enabled
--bmc <userid>:<password>@<ip_address>
ou:

— <userid>:<password> correspond aux données d'identification utilisés pour accéder au BMC
(interfaceLenovo XClarity Controller) de votre serveur. L'ID utilisateur par défaut est USERID, et le
mot de passe par défaut est PASSWORD (avec un zéro, et non la lettre o majuscule)

— <ip_address> correspond a |'adresse IP du serveur BMC.
Pour plus d'informations sur la commande Lenovo XClarity Essentials OneCLlI set, voir :

https://pubs.lenovo.com/Ixce-onecli/onecli_r_set_command

Remplacement du cache du plateau

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer et installer le carter du plateau.

Retrait d'un cache de plateau
Utilisez ces informations pour retirer le cache du plateau.

S014

VAV

ATTENTION :
Des niveaux dangereux de tension, courant et électricité peuvent étre présents dans les composants.
Seul un technicien de maintenance qualifié est habilité a retirer les carters ou I'étiquette est apposée.

S033
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ATTENTION :

Courant électrique dangereux. Des tensions présentant un courant électrique dangereux peuvent
provoquer une surchauffe lorsqu’elles sont en court-circuit avec du métal, ce qui peut entrainer des
projections de métal, des brilures ou les deux.

Avant de retirer le cache du plateau :
1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.
2. Mettez hors tension le Plateau de DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tache.
3. Retirez le plateau du boitier (voir « Retrait d'un plateau DWC du boitier » a la page 250).

Pour retirer le cache du plateau, procédez comme suit :

Etape 1. Appuyez en méme temps sur le loquet de déblocage et le point de pression et faites glisser le
capot vers l'arriere du Plateau de DWC.

Figure 212. Retrait du cache du plateau

Etape 2. Soulevez le cache pour I'extraire du Plateau de DWC et mettez-le de c6té.

Remarque : Les instructions de I'étiquette de service sur la partie inférieure de chaque cache de
plateau.

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et
utilisez les matériaux que vous avez regus pour I'emballer.

Vidéo de démonstration
Découvrez la procédure sur YouTube

Installation d'un cache de plateau
Les informations suivantes vous indiquent comment installer le cache du plateau.

Avant d'installer le cache du plateau :
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1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.
2. Remettez I'obturateur du panneau en place si vous |'aviez retiré.

Figure 213. Installation de I'obturateur du panneau

Pour installer le cache du plateau, effectuez les opérations ci-apres.
Etape 1. Placez le capot en haut du plateau.
Etape 2. Faites glisser le capot vers I'avant du plateau.

Important : Avant de faire glisser le cache vers I'avant, vérifiez que tous ses taquets (avant,
arriere et latéraux) s’engagent correctement dans le boitier. Si certains taquets ne s'engagent pas
correctement dans le boitier, vous rencontrerez des difficultés pour retirer le carter ultérieurement.

Etape 3. Assurez-vous que le capot enclenche correctement tous les taquets creux sur le plateau.

i /////N
g

-
.

Figure 214. Installation du cache du plateau

Apres avoir installé le cache du plateau, effectuez les opérations ci-apres :
1. Réinstallez le plateau dans le boitier (voir « Installation d’un plateau DWC dans le boitier » a la page 252).

Vidéo de démonstration
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Découvrez la procédure sur YouTube

Remplacement d’un adaptateur TCM/TPM (pour la Chine continentale
uniquement)

Ces informations vous indiquent comment retirer et installer I'adaptateur TCM/TPM (parfois appelé une carte
fille).

Retrait de 'adaptateur TCM/TPM (pour la Chine continentale uniquement)
Les informations suivantes vous indiquent comment retirer I'adaptateur TCM/TPM.

Avant de retirer un adaptateur TCM/TPM :
1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.
2. Mettez hors tension le Plateau de DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tache.
3. Retirez le plateau (voir « Retrait d'un plateau DWC du boitier » a la page 250).
4. Retirez le cache du plateau (voir « Retrait d'un cache de plateau » a la page 215).

218  Plateau ThinkSystem SD650 nceud double DWC et boitier NeXtScale n1200 DWC Guide de maintenance


https://www.youtube.com/watch?v=X2tUhyolvtA

5. Retirez les deux grilles d'aération.

Figure 215. Retrait de la grille d'aération

6. Retirez les accolades avant et arriére (10 vis P2).

Figure 216. Retrait de I'accolade
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7. Retirez les quatre caches de barrette DIMM et les barrettes DIMM sur les deux nceuds (voir « Retrait
d'une barrette DIMM » a la page 128).

8. Retirez les fonds de panier M.2 pour les deux nceuds (voir « Retrait du fond de panier M.2 » a la page
146).

9. Retirez les assemblages de boitier d'unité de disque dur du noeud (voir « Retrait du boitier d'unités de
disque dur » a la page 140).

10. Retirez les assemblages de cartes mezzanines PCle du nceud, le cas échéant (voir « Retrait d'un
adaptateur » a la page 153 ou « Retrait d'un adaptateur IFT (Internal Faceplate Transition) » a la page 159
selon votre configuration).

11. Pliez la boucle d'eau.

a. Orientez le support de la boucle d'eau a I'aide de deux broches de guidage de fond de panier M.2 ;
ensuite, insérez le support de la boucle d'eau avec précaution et assurez-vous que celle-ci est
fermement enclenchée sur la boucle d'eau.

Figure 217. Installation du support de boucle d'eau
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b. Retirez les vis de la boucle d'eau (15 vis les Torx T10 argentés par nceud).

(‘.,

Figure 218. Retrait des vis T10 argentés
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c. Desserrez fermement toutes les attaches de vis imperdables T30 (8 vis imperdables Torx T30 par
nceud) sur plaques froides dans la séquence de retrait indiquée sur I'étiquette de la plaque froide.

Attention : Pour éviter d'endommager les composants, assurez-vous de suivre la séquence
indiquée.
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Figure 219. Desserrer les attaches imperdables Torx T30
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d. Serrer les vis du support de la boucle d'eau (10 vis P2 par nceud).
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Figure 220. Serrer les vis imperdables P2
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e. Pliez la boucle d'eau.

1) Soulevez avec précaution la boucle d'eau pour I'extraire de la carte mere, puis débranchez le
connecteur de charge rapide des quatre tiges d'alignement afin de |'extraire via I'ouverture
située a I'arriére du plateau.

2) Faites doucement pivoter la boucle d'eau de sorte que la moitié de celle-ci repose sur I'autre
moitié.

Figure 221. Plier la boucle d'eau

12. Retirez le tableau de distribution (voir « Retrait du tableau de distribution » a la page 165).
13. Retrait de I'obturateur vide du panneau.

Figure 222. Retrait de I'obturateur vide du panneau
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14. Retirez la carte mére (voir « Retrait d'une carte mere » a la page 190).

Attention :

¢ |'adaptateur TCM/TPM est le composant unique des nceuds qui sont vendus en Chine continentale.
e Lorsque I'adaptateur TCM/TPM est retiré, toutes les fonctions TCM/TPM sont désactivées.

Pour retirer un adaptateur TCM/TPM, effectuez les opérations ci-apres.

Lﬁﬁ‘::ﬂf4m *L‘%;z»j: WﬁLF

Figure 223. Retrait d'adaptateur TCM/TPM
Etape 1. Repérez le connecteur TCM/TPM sur la carte mére (voir « Connecteurs internes de la carte mere »
ala page 21).

Etape 2. Tenez délicatement I'adaptateur TCM/TPM par ses bords, puis appuyez doucement sur le taquet
et soulevez-le hors de la carte mére.

Remarques :

e Manipulez avec précaution |'adaptateur TCM/TPM en le tenant par les bords.
¢ Votre adaptateur TCM/TPM peut sembler [égérement différent de I'illustration.

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et
utilisez les matériaux que vous avez regus pour I'emballer.
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Vidéo de démonstration
Découvrez la procédure sur YouTube

Installation de ’adaptateur TCM/TPM (pour la Chine continentale uniquement)
Les informations suivantes vous indiquent comment installer I'adaptateur TCM/TPM.

Avant d'installer I'adaptateur TCM/TPM, mettez I'emballage anti-statique contenant le nouvel adaptateur
TCM/TPM en contact avec une surface non peinte du serveur. Ensuite, déballez le nouvel adaptateur TCM/
TPM et posez-le sur une surface anti-statique.

Attention : Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque
vous retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.

Avant d'installer I'adaptateur TCM/TPM :

1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.

Attention :

¢ L'adaptateur TCM/TPM est le composant unique des nceuds qui sont vendus en Chine continentale.
e Lorsque I'adaptateur TCM/TPM est retiré, toutes les fonctions TCM/TPM sont désactivées.

Pour installer I'adaptateur TCM/TPM, procédez comme suit.
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Figure 224. Installation d'adaptateur TCM/TPM

Etape 1. Avant de sortir I'adaptateur TCM/TPM de son emballage antistatique, mettez I'emballage
antistatique contenant ce dernier en contact avec une surface métallique non peinte du chassis ou
une surface métallique non peinte d'un composant de I'armoire mis a la terre.

Etape 2. Tenez délicatement I'adaptateur TCM/TPM par ses bords et insérez-le dans le connecteur
d'adaptateur TCM/TPM sur la carte mere.

Etape 3. Tenez délicatement I'adaptateur TCM/TPM par ses bords et insérez-le dans le connecteur TCM/
TPM sur la carte mére.

Remarques :

e Manipulez avec précaution |'adaptateur TCM/TPM en le tenant par les bords.
e Votre adaptateur TCM/TPM peut sembler Iégérement différent de I'illustration.

Apres avoir installé I'adaptateur TCM/TPM, effectuez les opérations ci-apres.
1. Réinstallez la carte mére (voir « Installation d'une carte mere » a la page 199).
2. Réinstallez I'obturateur vide du panneau.
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Figure 225. Installation de I'obturateur du panneau

3. Réinstallez le tableau de distribution (voir « Installation du tableau de distribution » a la page 167).
4. Réinstallez la boucle d'eau.

228

a.
b.
c.

Faites délicatement pivoter la partie supérieure de la boucle d'eau.
Insérez avec précaution le raccord rapide dans I'ouverture du plateau, comme indiqué.

Abaissez et alignez le support de la boucle d'eau via les fonds de panier M.2. Ensuite, vérifiez que les
broches du connecteur de processeur sont correctement insérées dans les plaques froides de la
boucle d'eau.
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d. Abaissez avec précaution I'autre c6té de la boucle d'eau, puis vérifiez que celle-ci s'enclenche sur la
carte mére.

Figure 226. Installation de la boucle d'eau

e. Connectez deux connecteurs a charge rapide.
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Fixer la boucle d'eau et le connecteur a charge rapide au plateau en insérant délicatement 15 vis
Torx T10 en argent.

f.

Figure 227. Installation des vis T10 en argent
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g. Desserrez les vis du support de la boucle d'eau (10 vis P2 par nceud).

‘|llll|‘ \ ’
‘||III|

‘|llll|l

N ¢

®

o
(e}
Py

Figure 228. Desserrer les vis imperdables P2
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h. Serrez fermement toutes les attaches de vis imperdables T30 (8 vis imperdables Torx T30 par nceud)
sur plaques froides dans la séquence d'installation indiquée sur I'étiquette de la plaque froide.

Attention : Pour éviter d'endommager les composants, assurez-vous de suivre la séquence de
serrage indiquée.
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Figure 229. Serrage des vis
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i. Soulevez avec précaution le support de la boucle d'eau pour I'extraire de cette derniére.

Figure 230. Retrait du support de la boucle d'eau

. Réinstallez les quatre caches de barrette DIMM et les barrettes DIMM sur les deux nceuds (voir
« Installation d'une barrette DIMM » a la page 131).

. Réinstallez les fonds de panier M.2 pour les deux noeuds (voir « Installation du fond de panier M.2 » a la
page 147).

. Réinstallez les assemblages de boitier d'unités de disque dur, le cas échéant (voir « Installation du
boitier d'unités de disque dur » a la page 142).

. Réinstallez les assemblages de cartes mezzanines PCle, le cas échéant (voir « Installation d'un
adaptateur » a la page 1550u « Installation d'un adaptateur IFT (Internal Faceplate Transition) » a la page
161, selon votre configuration).

. Réinstallez les deux grilles d'aération.
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Figure 231. Installation de la grille d'aération

10. Réinstallez les accolades avant et arriére (10 vis P2).

Figure 232. Installation des accolades

11. Réinstallez le cache de plateau (voir « Installation d'un cache de plateau » a la page 216).
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12. Réinstallez le plateau (voir « Installation d’un plateau DWC dans le boitier » a la page 252).

13. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque noeud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement
rapide a un clignotement lent pour indiquer que les deux nceuds sont sous tension.

Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube

Remplacement de la boucle d'eau

Utilisez les procédures suivantes pour retirer et installer la boucle d'eau.

Retrait de la boucle d'eau
Les informations suivantes vous indiquent comment retirer la boucle d'eau.

Attention : Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque
vous retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.

Avant de retirer la boucle d'eau :
1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.

. Mettez hors tension le Plateau de DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tache.

. Retirer le plateau (voir « Retrait d'un plateau DWC du boitier » a la page 250).

. Retirez le cache du plateau (voir « Retrait d'un cache de plateau » a la page 215).

a b~ WODN

. Retirez les deux grilles d'aération.

Figure 233. Retrait de la grille d'aération

6. Retirez les accolades avant et arriére (10 vis P2).
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Figure 234. Retrait de I'accolade

7. Retirez les quatre caches de barrette DIMM et les barrettes DIMM sur les deux nceuds (voir « Retrait
d'une barrette DIMM » a la page 128).

8. Retirez les fonds de panier M.2 pour les deux nceuds (voir « Retrait du fond de panier M.2 » a la page
146).

9. Retirez les assemblages de boitier d'unité de disque dur des deux nceuds (voir « Retrait du boitier
d'unités de disque dur » a la page 140).

10. Retirez les assemblages de cartes mezzanines PCle des deux nceuds, le cas échéant (voir « Retrait d'un
adaptateur » a la page 153 ou « Retrait d'un adaptateur IFT (Internal Faceplate Transition) » a la page 159
selon votre configuration).

Pour retirer la boucle d'eau, effectuez les opérations ci-apres.

Etape 1. Placez délicatement chaque support de boucle d'eau sur la boucle d'eau, un a un, afin de vous
assurer qu'ils sont correctement installés dans la boucle d'eau.
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Figure 235. Installation du support de boucle d'eau

Etape 2. Retirez les vis de la boucle d'eau (30 vis les Torx T10 argentés).

Remarque : La figure suivante présente les emplacements des vis pour un nceud. Les
emplacements des vis sont identiques pour les deux nceuds.
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Figure 236. Retrait des vis T10 argentés

Etape 3. Desserrez fermement toutes les attaches de vis imperdables T30 (la boucle d'eau compléte

compte 16 vis imperdables Torx T30 au total) sur plaques froides dans la séquence de retrait
indiquée sur I'étiquette de la plaque froide.

Attention : Pour éviter d'endommager les composants, assurez-vous de suivre la séquence
indiquée.

Remarque : La figure suivante présente les emplacements des vis pour un nceud. Les
emplacements des vis sont identiques pour les deux nceuds.
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Figure 237. Desserrer les attaches imperdables Torx T30

Etape 4. Serrez les vis imperdables du support de la boucle d'eau (20 vis P2) pour fixer le support de la
boucle d'eau.

Remarque : La figure suivante présente les emplacements des vis pour un nceud. Les
emplacements des vis sont identiques pour les deux nceuds.
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Figure 238. Serrer les vis imperdables P2

Etape 5. Pliez la boucle d'eau.

a. Soulevez avec précaution la boucle d'eau pour I'extraire de la carte mére, puis débranchez le
connecteur de charge rapide des quatre tiges d'alignement afin de I'extraire via |'ouverture
située a l'arriére du plateau.

b. Faites doucement pivoter la boucle d'eau de sorte que la moitié de celle-ci repose sur I'autre
moitié. Les supports de la boucle d'eau comportent des creux et des ouvertures qui
s'imbriquent lorsque deux supports sont alignés I'un contre I'autre.

c. Serrez les deux vis imperdables pour fixer les supports de boucle d'eau entre eux.
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Figure 239. Rotation de la boucle d'eau

Etape 6. Retirez la boucle d'eau.
a. Tirez délicatement la boucle d'eau pour |'extraire de la carte mere.

b. Débranchez le connecteur de charge rapide des quatre tiges d'alignement afin de I'extraire via
I'ouverture située a I'arriere du plateau.

c. Soulevez la boucle d'eau pour I'extraire du nceud.
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Figure 240. Retrait de la boucle d'eau

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et
utilisez les matériaux que vous avez regus pour I'emballer.

Vidéo de démonstration
Découvrez la procédure sur YouTube

Installation de la boucle d'eau
Les informations suivantes vous indiquent comment installer la boucle d'eau.

Attention : Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque
vous retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.

Avant d'installer la boucle d'eau :
1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.
2. Vérifiez que tous les processeurs sont correctement installés sur les quatre plaques froides de la boucle
d'eau (voir « Installation d'un processeur » a la page 179).

3. Desserrez seulement un ensemble de vis a serrage a main du support de la boucle d'eau, puis retournez
cette derniere.

Pour installer la boucle d'eau, effectuez les opérations ci-aprés.
Etape 1. Installation de la boucle d'eau.

a. Orientez la boucle d'eau de sorte que le raccord rapide correspondant au cété de la boucle
d'eau que vous installez en premier se trouve face vers le haut.

b. Tenezlaboucle d'eau a deux mains, inclinez-la vers I'arriére et vers le bas et insérez I'embout
du raccord rapide via I'ouverture de I'arriere du plateau.

c. Orientez la boucle d'eau avec les deux broches de guidage du fond de panier M.2.

d. Abaissez avec précaution la boucle d'eau, puis vérifiez que celle-ci s'enclenche sur la carte
mere.
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Figure 241. Installation du support de boucle d'eau

Etape 2. Desserrez les deux vis imperdables situées a chaque extrémité du support de la boucle d'eau.

N/

Figure 242. Desserrement des vis moletées imperdables

Etape 3. Installer I'autre c6té de la boucle d'eau.

a. Soulevez avec précaution le c6té supérieur de la boucle d'eau et faites-le pivoter vers I'autre
partie du plateau.
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b. Insérez avec précaution le raccord rapide dans I'ouverture du plateau, comme indiqué.

Abaissez et alignez le support de la boucle d'eau via les broches de guidage du fond de
panier M.2. Ensuite, vérifiez que les broches du connecteur de processeur sont correctement
insérées dans les plaques froides de la boucle d'eau.

d. Abaissez avec précaution la boucle d'eau, puis vérifiez que celle-ci s'enclenche sur la carte
mere.

Figure 243. Rotation de la seconde partie de la boucle d'eau et positionnement initial

Etape 4. Vérifiez que les raccords rapides sont correctement placés sur les quatre broches taraudées de
chaque nceud.

Etape 5. Fixez toute la boucle d'eau et les deux raccords rapides au plateau en insérant et en serrant
délicatement 30 vis Torx T10 en argent.

Remarque : La figure suivante présente les emplacements des vis pour un nceud. Les
emplacements des vis sont identiques pour les deux nceuds.

244  Plateau ThinkSystem SD650 nceud double DWC et boitier NeXtScale n1200 DWC Guide de maintenance



Figure 244. Emplacements des vis Torx T10 en argent utilisés pour fixer la boucle d'eau

Etape 6. Desserrez les vis du support de la boucle d'eau (20 vis P2).

Remarque : La figure suivante présente les emplacements des vis pour un nceud. Les
emplacements des vis sont identiques pour les deux nceuds.
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Figure 245. Desserrez les vis imperdables P2 pour libérer les supports de la boucle d'eau

Etape 7. Soulevez avec précaution chaque support de la boucle d'eau pour I'extraire de cette derniére, un a
la fois.
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Figure 246. Retrait des supports de la boucle d'eau

Etape 8. Serrez fermement toutes les attaches de vis imperdables T30 (la boucle d'eau compléte compte
16 vis imperdables Torx T30 au total) sur plaques froides dans la séquence d'installation indiquée
sur |'étiquette de la plaque froide.

Attention : Pour éviter d'endommager les composants, assurez-vous de suivre la séquence de
serrage indiquée.

Remarque : La figure suivante présente les emplacements des vis pour un nceud. Les
emplacements des vis sont identiques pour les deux nceuds.

Chapitre 3. Procédures de remplacement de matériel 247



g, PILITH

RN
\il LN

L, : : '

’|||||.‘\3’

N

"
Aty
p RULITH

SIS
N LN
\il 3 N

Processor
Cold Plate $

$ Remove $
Order:

4,321

Torx T30
Screws

[NEIVEN Install Order: 1, 2, 3, 4

“ Torque:
k 1.4-1.6 N-m (12-14 Ib-in)

Figure 247. Serrer les attaches imperdables Torx T30

Etape 9. Installation des deux grilles d'aération.
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Figure 248. Installation de la grille d'aération

Apres avoir installé la boucle d'eau, effectuez les opérations ci-apres :

1. Réinstallez les quatre caches de barrette DIMM et les barrettes DIMM sur les deux nceuds (voir
« Installation d'une barrette DIMM » a la page 131).

2. Réinstallez les fonds de panier M.2 pour les deux nceuds (voir « Installation du fond de panier M.2 » a la
page 147).

3. Réinstallez les assemblages de boitier d'unité de disque dur des deux nceuds (voir « Installation du
boitier d'unités de disque dur » a la page 142).

4. Réinstallez les assemblages de cartes mezzanines PCle des deux nceuds, le cas échéant (voir
« Installation d'un adaptateur » a la page 155 ou « Installation d'un adaptateur IFT (Internal Faceplate
Transition) » a la page 161, selon votre configuration).

5. Installez les accolades avant et arriere (10 vis P2), comme indiqué ci-dessous.

Remarque : Installez la vis centrale en dernier.
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Figure 249. Installation des accolades

6. Réinstallez le cache de plateau (voir « Installation d'un cache de plateau » a la page 216).
7. Réinstallez le plateau (voir « Installation d’un plateau DWC dans le boitier » a la page 252).

8. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nceud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement
rapide a un clignotement lent pour indiquer que les deux nceuds sont sous tension.

Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube

Remplacement du plateau DWC

Utilisez les procédures suivantes pour retirer et installer un Plateau de DWC.

Retrait d'un plateau DWC du boitier

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer un Plateau de DWC du boitier.

S002
=
/NS
ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et 'interrupteur du bloc d’alimentation ne coupent pas le
courant électrique alimentant I'unité. En outre, le systéme peut étre équipé de plusieurs cordons
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d'alimentation. Pour mettre I'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la
source d'alimentation.

Avant de retirer un Plateau de DWC du boitier :
1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.
2. Mettez hors tension le Plateau de DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tache.

Procédez comme suit pour retirer un Plateau de DWC du boitier.

Etape 1. Faites pivoter les loquets de déblocage comme indiqué dans l'illustration. Le Plateau de DWC sort
du plateau d’environ 0,6 cm (0,25 pouce).

ey
PR VN
e "
- S

Figure 250. Retrait du Plateau de DWC

Attention :

e Pour assurer le refroidissement du systeme, n’utilisez pas le Boitier ThinkSystem DW612
Neptune DWC, Type 7D1L sans un Plateau de DWC ou un remplisseur de baie de plateau
installé dans chaque baie de plateau.

e | orsque vous retirez le Plateau de DWC, notez le numéro de la baie du plateau. La réinstallation
d’un Plateau de DWC dans une baie de plateau différente de celle retirée peut avoir des
conséquences imprévues. Certaines informations de configuration et options de mise a jour
sont définies en fonction du numéro de baie de plateau. Si vous réinstallez le Plateau de DWC
dans une autre baie de plateau, vous devrez peut-étre reconfigurer le Plateau de DWC.

Etape 2. Tirez le Plateau de DWC pour I'extraire de Boitier DW612 jusqu'a voir I'icbne d'avertissement sur le
c6té droit du cache. Ensuite, saisissez le plateau avec vos mains (~ 38 Ib) pour I'extraire du boitier.

Etape 3. Une fois le Plateau de DWC réparé, replacez le plateau dans sa position d’origine dés que
possible.

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et
utilisez les matériaux que vous avez recus pour I'emballer.

Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube
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Installation d’un plateau DWC dans le boitier
Les informations ci-apres vous indiquent comment installer un Plateau de DWC dans le boitier.

S002

—

s
ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et I'interrupteur du bloc d’alimentation ne coupent pas le
courant électrique alimentant I'unité. En outre, le systéme peut étre équipé de plusieurs cordons
d'alimentation. Pour mettre I'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la
source d'alimentation.

Avant d'installer un Plateau de DWC dans le boitier :

1. Lisez le document « Conseils d'installation » a la page 35 pour vous assurer que vous travaillez en toute
sécurité.

Pour installer le Plateau de DWC dans le boitier, procédez comme suit.

D

- N

Figure 251. Installation d’un Plateau de DWC

Etape 1. Sélectionnez la baie du plateau.

Attention :

e Pour assurer le refroidissement du systéme, n’utilisez pas le Boitier ThinkSystem DW612
Neptune DWC, Type 7D1L sans un Plateau de DWC ou un remplisseur de baie de plateau
installé dans chaque baie de plateau.

¢ Sivous réinstallez un Plateau de DWC que vous avez précédemment retiré, vous devez
I’installer dans sa baie de plateau d’origine. Certaines informations de configuration et options
de mise a jour du Plateau de DWC sont définies en fonction du numéro de baie de plateau.
Réinstaller un Plateau de DWC dans une baie de plateau différente peut avoir des
conséquences imprévues. Si vous réinstallez le Plateau de DWC dans une autre baie de
plateau, vous devrez peut-&tre reconfigurer les noeuds DWC dans le plateau.

Etape 2. Assurez-vous que les poignées avant sur le Plateau de DWC sont en position ouverte.
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Etape 3.
Etape 4.

Etape 5.

Etape 6.

Etape 7.

Insérez le Plateau de DWC dans la baie de plateau jusqu’a la butée.

Faites pivoter les poignées avant sur la face avant du Plateau de DWC pour les placer en position
fermée et installer le plateau dans le boitier.

Remarque : Une fois le Plateau de DWC installé, le XCC dans le Plateau de DWC est initialisé. Ce
processus dure environ 110 secondes. Le voyant d’alimentation clignote rapidement et le bouton
d’alimentation du Plateau de DWC ne répond pas tant que ce processus n’est pas terminé.

Appuyez sur les boutons d’alimentation pour mettre sous tension les deux nceuds du Plateau de
DWC.

Vérifiez que le voyant d'alimentation sur le panneau de configuration du nceud est allumé, sans
clignoter, ce qui indique que chaque nceud est alimenté et sous tension.

Si vous devez installer d'autres plateaux, faites-le maintenant.

S’il s’agit de I’installation initiale du Plateau de DWC dans le boitier, vous devez configurer le
Plateau de DWC a I'aide de Setup Utility et installer le systeme d’exploitation du Plateau de DWC.

Si vous avez modifié la configuration du Plateau de DWC, ou si vous installez un Plateau de DWC
différent de celui que vous avez retiré, vous devez configurer le Plateau de DWC a I’aide de Setup
Utility. Il se peut que vous deviez également installer le systeme d’exploitation du Plateau de DWC.

Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube

Fin du remplacement des composants

Ces informations vous indiquent comment terminer le remplacement des composants.

Pour terminer le remplacement de composants, procédez comme suit :

1. Vérifiez que tous les composants ont été remontés correctement et que vous n'avez pas oublié d'outils
ou de vis a l'intérieur de votre solution.

2. Acheminez et fixez correctement les cables de la solution. Consultez les informations relatives a la
connexion et au cheminement des cables pour chaque composant.

3. Sivous avez retiré le capot de la solution, réinstallez-le. Voir « Installation d'un cache de plateau » a la
page 216.

4. Reconnectez les cables externes et les cordons d'alimentation a la solution.

Attention : Pour éviter d’endommager les composants, connectez les cordons d’alimentation en
dernier.

5. Mise a jour de la configuration de la solution.

e Téléchargez et installez la version la plus récente des pilotes de périphérique : http://
datacentersupport.lenovo.com

e Mettez a jour le microprogramme du systéme. Voir « Mises a jour du microprogramme » a la page 7.

* Mettez a jour la configuration du UEFI.

* Reconfigurez les grappes de disques si vous avez installé ou retiré une unité remplagable a chaud ou
un adaptateur RAID. Consultez le document Lenovo XClarity Provisioning Manager Guide
d’utilisation, disponible pour téléchargement a I'adresse suivante : http://
datacentersupport.lenovo.com
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Remarque : Assurez-vous que la derniére version de ThinkSystem M.2 avec le microprogramme du kit
d’activation de la mise en miroir est appliquée pour éviter que le disque virtuel/la baie ne soit manquant
apres le remplacement de la carte mere.
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Chapitre 4. lIdentification des problemes

Les informations de cette section permettent d'isoler et de résoudre les problemes que vous pourriez
rencontrer lors de |'utilisation de votre solution.

Les solutions et serveurs Lenovo peuvent étre configurées de maniéere a avertir automatiquement le support
Lenovo si certains événements sont générés. Vous pouvez configurer la notification automatique, également
appelée fonction d’appel vers Lenovo, a partir des applications de gestion, telles que Lenovo XClarity
Administrator. Si vous configurez la notification automatique de probléme, le support Lenovo est
automatiquement averti chaque fois qu'un événement potentiellement important se produit dans la solution.

Pour isoler un probléme, vous devez généralement commencer par le journal des événements de
I'application qui gere la solution :

e Sijvous gérez la solution a partir de Lenovo XClarity Administrator, commencez par le journal des
événements Lenovo XClarity Administrator.

e Sivous utilisez une autre application de gestion, commencez par le journal des événements Lenovo
XClarity Controller.

Journaux des événements

Une alerte est un message ou une autre indication signalant un événement ou un événement imminent. Les
alertes sont générées par le module Lenovo XClarity Controller ou par UEFI sur les serveurs. Ces alertes sont
stockées dans le journal des événements Lenovo XClarity Controller. Si le serveur est géré par le Chassis
Management Module 2 ou par Lenovo XClarity Administrator, les alertes sont automatiquement transférées a
ces applications de gestion.

Remarque : Pour obtenir |a liste des événements, y compris les actions utilisateur qu'il peut étre nécessaire
d'effectuer pour récupérer suite a un événement, voir le Guide de référence des codes et messages,
disponible a I'adresse suivante :http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SD650/pdf_files.html

Journal des événements Lenovo XClarity Administrator

Si vous utilisez Lenovo XClarity Administrator pour gérer le serveur, le réseau et le matériel de stockage, vous
pouvez afficher les événements de tous les appareils gérés via XClarity Administrator.
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Logs

Ewvent Log Audit Log

7) The Ewent log provides a3 history of hardware and management conditions that have been detecied.

Show PN
Bwen B 94

All Event Sources - Fillter
All Actions =
All Dates -
Severity Serviceability Date and Time + | Bystem Event System Source D
Type
(s Waming B Support Jan 30, 2017, 7:48:07 AM | Chassis114:... | Mode Mode 08 device Chassis Jan 30, 200 4
(& Warning B Support Jan 30, 2017, 7:40:07T AM | Chassis114:... | Mode Mode 02 device Chassis Jan 30, 20
 Waming 8 User Jan 30, 2017. T4B:0T AM | Chassis114: /0 module 10 Madule Chassis Jan 30, 20
A Warning & User Jan 30, 2017, T-40:0T AM | Chassis114: Node Node 08 incom| Chassis Jan 30, 20

Figure 252. Journal des événements Lenovo XClarity Administrator
Pour plus d'informations sur la gestion des événements depuis XClarity Administrator, voir :
http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/events_vieweventlog.html

Journal des événements SMM2
Le journal des événements du SMM2 contient la liste de tous les événements regus de tous les nceuds du
boitier. En outre, il contient les événements liés a |'alimentation et au refroidissement.

Remarque : Les nouveaux événements SMM2 sont ajoutés a la fin du journal des événements. Le journal
peut stocker jusqu'a 4 096 événements ; vous devez vider le journal pour y ajouter de nouveaux événements.

Event Log
To sort system event logs, click the ‘Date/Time'. System Event Count (Current / Maximum) 8 /4090

Event ID Severfy  Date/Time | Description

0x21070841 2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000, NODE2_PRESENT: Slot Or Connector sensor, Informational was asserted

0x080707a5 2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000
2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000,

2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000

PS2_EPOW: Fower Supply sensor. Monitor was asserted

0x080701aa PSU_Policy_Lost: Power Supply sensor, transition to Non-Critical from OK was asserted

0x086703€1 PS2: Power Supply sensor, Power Supply input lost (AC/DC) was asserted

)
)
)
)
0x086700e1 2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)  PS2: Power Supply sensor, Presence detected was asserted
)
)
)

0x086100e0 2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000 PS1: Power Supply sensor, Presence detected was asserted

0x1d610030 2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000, SMM_POWER_ON: System Boot Initiated sensor, Initiated by power up was asserted

eoecco =00

0x106f0202 2017-04-18 13:29:41 (UTC+0000, EvtLogDisabled: Event Logging Disabled sensor. Log Area Reset/Cleared was asserted

Figure 253. Journal des événements SMM2

Journal des événements Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Controller surveille I’état physique du serveur et de ses composants a I’'aide de capteurs
mesurant des variables physiques internes telles que la température, les valeurs de tension d’alimentation, la
vitesse des ventilateurs et I'état des composants. Lenovo XClarity Controller fournit plusieurs interfaces au
logiciel de gestion des systémes, ainsi qu’aux administrateurs systéme et aux utilisateurs, pour permettre la
gestion a distance et le contrdle d’un serveur.

Lenovo XClarity Controller surveille tous les composants du serveur et publie des événements dans le journal
des événements Lenovo XClarity Controller.
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Clarity Controller

A Home

B Event

IS Inventory

M utiization

@ Virtual Media

7] Firmware Update

M Server Configuration >

% BMC Configuration >

ThinkSystem

Event Loeg
—

M customize Table

Severity Source

(%] System

1 System

n System

n System

System name: XCC0023579PK

Audit Log Maintenance History

T clearLogs C Refresh
EventID
0X4000000E00000000
0X4000000E00000000
0OX4000000E00000000

DX4000000E00000000

=, Export & User

@131

{_ Enable Call Home Ml Configure Aleit +

w[6] ] a

Message

Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.184.180.

Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.

Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.

Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.

Figure 254. Journal des événements Lenovo XClarity Controller

All Source v All Date

Date

27 Jul 2015, 08:11:04 AM

27 Jul 2015, 08:11:04 AM

27 Jul 2015, 08:11:04 AM

27 Jul 2015, 08:11:04 AM

Pour plus d’informations sur I’accés au journal des événements de Lenovo XClarity Controller, voir :

« Affichage des journaux des événements » dans la documentation XCC compatible avec votre serveur a

I’adresse suivante : https://pubs.lenovo.com/Ixcc-overview/

Collecte des journaux des événements

Pour collecter les journaux des événements, procédez comme suit :

Collecte de journaux des événements avec le cable/module d'interface KVM

Q

1. Appuyez sur F1 pour afficher I'interface de configuration du systéme Lenovo XClarity Provisioning
Manager et vérifier I'adresse IP de XCC.

Remarque :

L'adresse IP XCC par défaut est 192.168.70.125
2. Connectez-vous a XCC.

3. Utilisez la commande suivante pour activer le réseau SMM.

ipmitool -I lanplus -H <XCC’s IP> -U USERID -P PASSWORD raw 0x3A 0xF1 0x01
4. Utilisez le Lenovo XClarity Essentials OneCLI portable pour télécharger les journaux FFDC.

5. (Techniciens de maintenance qualifiés uniquement) Téléchargez les journaux FFDC vers https://

servicetools.lenovo.com/index.shtml.

6. (Techniciens de maintenance qualifiés uniquement) Diagnostiquez les données de journal afin
d’identifier les problémes et suivez les instructions fournies dans Chapitre 4 « Identification des
problémes » a la page 255.

Collecte de journaux des événements sans le cable/module d'interface KVM

1. Vérifiez I'adresse IP du serveur DHCP.

Remarque : S'iln'y a pas de serveur DHCP, assurez-vous que le nceud défectueux est installé dans le

boitier et retirez les autres noeuds du boitier.

2. Connectez le module XCC avec IP dédiée ou IP statique via une carte d'interface réseau RJ45 SMM ou

de partage.

Remarque :

Par défaut, le port RJ45 sur SMM communique avec le module XCC directement.

3. Appuyez sur F1 pour afficher I'interface de configuration du systéeme Lenovo XClarity Provisioning
Manager et vérifier I'adresse IP de XCC.
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Remarque : L'adresse IP de tous les XCC par défaut est 192.168.70.125 ; vérifiez qu'il y a un seul XCC
avec une adresse |IP par défaut qui se connecter au port RJ45 de SMM.

4. Connectez-vous a XCC.

5. Utilisez la commande suivante pour activer le réseau SMM.

ipmitool -I lanplus -H <XCC’s IP> -U USERID -P PASSWORD raw 0x3A 0xF1 0x01

6. Utilisez le Lenovo XClarity Essentials OneCLI portable pour télécharger les journaux FFDC.

(Techniciens de maintenance qualifiés uniquement) Téléchargez les journaux FFDC vers https://
servicetools.lenovo.com/index.shtml.

(Techniciens de maintenance qualifiés uniquement) Diagnostiquez les données de journal afin
d’identifier les problemes et suivez les instructions fournies dans Chapitre 4 « Identification des
problemes » a la page 255.

Diagnostics Lightpath

Diagnostics Lightpath comprend plusieurs voyants sur différents composants internes et externes du
plateau qui signalent le composant défaillant. Lorsqu'une erreur se produit, les voyants s'allument sur le
panneau opérateur frontal a I'avant du plateau, puis sur le composant défaillant. Si vous les observez dans
un ordre spécifique, vous pourrez identifier la source de I'erreur dans la plupart des cas.

La fi

gure suivante présente les voyants Lightpath Diagnostics du plateau, situés sur le panneau d'information

opérateur.
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Figure 255. Panneau d'information opérateur
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Tableau 30. Diagnostics Lightpath : état des voyants et actions

Voyant

Description

Action

K Bouton/Voyant
d'alimentation (vert)

Eteint : Aucun bloc d'alimentation n'est
correctement installé, ou le voyant est
défaillant.

Clignotements rapides (4 fois par
seconde) : Le nceud est hors tension et
n'est pas prét a étre mis sous tension. Le
bouton de mise sous tension est désactivé.
Cet état peut durer de 5 a 10 secondes.

Clignotement lent (une fois par

seconde) : Le nceud est hors tension et
prét a étre mis sous tension. Vous pouvez
appuyer sur le bouton de mise sous tension
sur le noeud.

Allumé : Le nceud est sous tension.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour
mettre le serveur sous/hors tension
manuellement.

Hl Voyant de localisation
systeme (bleu)

Ce voyant sert de bouton de détection de
présence. Vous pouvez utiliser Systems
Director ou Lenovo XClarity Controller pour
allumer ce voyant a distance.

Ce voyant permet de localiser visuellement
la solution parmi d'autres plateaux.

H Voyant d'erreur
systeme (ambre)

Voyant allumé : une erreur s'est produite.

1. Vérifiez le voyant de localisation
systeme et le voyant du journal et
suivez les instructions.

2. Consultez le journal des événements
d'Lenovo XClarity Controller et le
journal des erreurs systéme pour
obtenir plus d'informations sur I'erreur.

3. Sinécessaire, enregistrez puis effacez
le journal.

Voyants de I'alimentation

Figure 256. Voyants de I'alimentation en courant alternatif

Hl Voyant d'alimentation en courant alternatif (vert)

Voyant d'erreur du bloc d'alimentation (jaune)

H Voyant d'alimentation en courant continu (vert)
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Le tableau suivant décrit les incidents associés aux combinaisons des voyants du bloc d'alimentation en
courant alternatif, ainsi que les actions que vous devez effectuer pour les résoudre.

Voyants de I'alimentation
en courant alternatif

Description

Action

Consignes

CA CcC Erreur
U]
Allu- | Allumé/ Eteint Fonctionnement normal. Lorsque le voyant
mé Cligno- d'alimentation en
tant courant continu
clignote a une
fréquence de 1 Hz, le
bloc d'alimentation
est en mode sortie
zéro, c'est-a-dire
qu'aucune
alimentation en
courant continu ne
sort de ce bloc
d'alimentation.
Eteint Eteint Eteint | Aucune alimentgtion en _ Contrélez la source II.s'ag.it d'une
courant alternat!f ne d'alimentation en courant S|tuat|<|)n normale
traverse Ila §o|ut|on. oula alternatif a laquelle la Iorsqu aucune
source d allmen.tatlon en solution est reliée. alimentation en .
courant alternatif est courant alternatif
défaillante. . Vérifiez que le cordon n'est présente.
d'alimentation est connecté
a une source de courant en
parfait état de marche.
. Redémarrez la solution. Si le
probléme persiste, vérifiez
les voyants de I'alimentation.
. Sile probleme persiste,
remplacez le bloc
d'alimentation.
Eteint Eteint Allumé | Le bloc d'alimentation est | Remplacez le bloc
défaillant. d'alimentation.
Eteint | Allumé/ Eteint | Le bloc d'alimentation est | Remplacez le bloc
Cligno- défaillant. d'alimentation.
tant
Eteint | Allumé/ | Allumé | Le bloc d'alimentation est | Remplacez le bloc
Cligno- défaillant. d'alimentation.
tant
A||Lf- Eteint Eteint L:alimentation électrique 1. Réinstallez le bloc Indique généralement
mé n est pas corrc_actement d'alimentation. que_le bloc.
installée, ou bien la carte d'alimentation n'est
mére ou |e blOC 2 Uti”sez ||Uti|itaire POWer pas correctement
d'alimentation sont Configurator pour vérifier installé.
défectueux. que la consommation
actuelle de I'alimentation
systéme ne dépasse pas le
seuil limite.
3. Contrélez les voyants
d’erreur de la carte meére et
les messages d’erreur du
Lenovo XClarity Controller.
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Allu- Eteint Allumé | Le bloc d'alimentation est | Remplacez le bloc
mé défaillant. d'alimentation.
Allu- | Allumé/ | Allumé | Le bloc d'alimentation est | Remplacez le bloc
mé Cligno- défaillant. d'alimentation.
tant

Voyants de la carte meére

La figure ci-apres présente les voyants (DEL) de la carte mére.

Figure 257.

Voyants de la carte mére
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Tableau 31. Voyants de la carte mere

Voyant d'alimentation Lightpath (vert) 1 Voyant de diagnostic du réseau local (jaune)

H Voyant de puissance du nceud (jaune) Voyant d'erreur PCle 1 (jaune)

H Voyant d'erreur des barrettes DIMM 13-16 (jaune) I’ Voyant d'erreur des barrettes DIMM 1-4 (jaune)
A Voyant d'erreur des barrettes DIMM 5-8 (jaune) FEl Voyant d'erreur des barrettes DIMM 9-12 (jaune)
H Voyant de processeur 2 (jaune) I Voyant d'erreur d'emplacement 4 (jaune)

A Voyant de non-concordance des processeurs (jaune) FH Voyant d'erreur de I'unité 0 (jaune)

Voyant de processeur 1 (jaune) A Voyant d'erreur de I'unité 1 (jaune)
H Voyant de présence de Lenovo XClarity Controller Voyant d'erreur de I'unité 2 (jaune)
8051 (vert)

K1 Voyant d'erreur de la batterie (jaune) FH Voyant d'erreur de I'unité 3 (jaune)

Module du controleur de ventilation et d'alimentation (FPC)

La figure suivante présente les connecteurs et les voyants situés sur le module FPC.

Figure 258. Voyants et connecteurs FPC

Tableau 32. Voyants et connecteurs FPC

Hl Orifice de réinitialisation H Voyant de vérification du journal (jaune)

H Voyant d'alimentation (vert) A Voyant d'activité sur le port Ethernet (RJ-45, vert)
H Voyant d'activité (vert) Port Ethernet dédié pour la gestion de I'acces FPC
I Voyant d'identification (bleu) H Voyant de liaison du port Ethernet (RJ-45, vert)

H Bouton de réinitialisation : appuyez sur le bouton pendant 1 a 4 secondes, le FPC redémarre. Appuyez
sur ce bouton pendant plus de 4 secondes, le FPC redémarre et charge les parameétres par défaut.

H Voyant d'alimentation : lorsque le voyant s'allume (en vert) cela indique que le FPC est alimenté.

H Voyant d'activité : lorsque ce voyant est allumé (en vert), cela indique que le FPC contréle le boitier de
maniére active.

262 Plateau ThinkSystem SD650 nceud double DWC et boitier NeXtScale n1200 DWC Guide de maintenance



A Voyant d'identification : lorsque ce voyant est allumé (en bleu), il indique I'emplacement du boitier dans
une armoire.

H Voyant de vérification du journal : lorsque ce voyant (en jaune) s'allume, il indique qu'une erreur systéme
s'est produite. Vérifiez le journal des événements du FPC pour obtenir plus d’informations.

A Voyant d'activité du port Ethernet (RJ-45) : lorsque ce voyant clignote (en vert), cela indique qu'il existe
une activité sur le réseau de gestion via le port (Ethernet) de console et de gestion a distance.

Port Ethernet dédié pour I'accés aux fonctions de gestion FPC : ce connecteur permet d'accéder a la
gestion de FPC.

H Voyant de liaison de port Ethernet (RJ-45) : lorsque ce voyant est allumé (en vert), cela indique qu'il

existe une connexion active sur le réseau de gestion via le port de la console (Ethernet) et la gestion a
distance.

Voyant du capteur de gouttes

La figure ci-apres présente les voyants (DEL) du capteur de gouttes.
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Power Bavs

Figure 259. Voyant du capteur de gouttes

Tableau 33. Voyant du capteur de gouttes

Hl Voyant du capteur de gouttes (jaune)

H Voyant du capteur de gouttes : lorsque ce voyant est allumé (jaune), cela signifie que le capteur de
gouttes détecte I'eau dans son bassin respectif.

Procédures générales d'identification des problemes

Utilisez les informations de cette section pour résoudre les problemes si le journal des événements ne
contient pas d'erreurs spécifiques ou si la solution ne fonctionne pas.

Si vous n'étes pas certain de la cause d'un probléme et que les blocs d'alimentation fonctionnent
correctement, procédez comme suit pour tenter de résoudre le probléme :

1. Mettez la solution hors tension.
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2. Assurez-vous que tous les cables de la solution sont correctement branchés.

3. Le cas échéant, retirez ou débranchez les périphériques suivants, un a un, afin de déterminer I'origine de
la défaillance. Mettez la solution sous tension et configurez-la chaque fois que vous retirez ou
débranchez un périphérique.

Tout périphérique externe

Parasurtenseur (sur la solution)

Imprimante, souris et unités non Lenovo

Tous les adaptateurs

Unités de disque dur

Modules de mémoire jusqu'a atteindre la configuration minimale prise en charge par la solution

Voir « Spécifications » a la page 1 pour déterminer la configuration minimale requise pour votre
serveur.

Remarque : La configuration minimale requise pour lancer le nceud est un processeur et une barrette
DIMM de 2 Go.

4. Mettez la solution sous tension.

Si le probleme disparait en retirant un adaptateur de la solution, mais réapparait en réinstallant le méme
adaptateur, ce dernier est probablement la cause du probléme. Si le probléme réapparait dés que vous
remplacez I'adaptateur par un autre, essayez un emplacement PCle.

Si le probleme s’avére étre un probléme lié au réseau, et si la solution réussit tous les tests systeme, il s’agit
probablement d’un probléme de cablage au réseau indépendant du serveur.

Résolution des problemes d'alimentation suspectés

Il peut étre difficile de résoudre des problémes d’alimentation. Par exemple, un court-circuit peut se trouver
n’importe ou sur n’importe quel bus de distribution d’alimentation. En général, un court-circuit causera une
surintensité qui engendrera I'arrét du sous-systéme d'alimentation.

Procédez comme suit pour diagnostiquer et résoudre un probleme d'alimentation suspecté.
Etape 1. Consultez le journal des événements et corrigez les erreurs relatives a I'alimentation.

Remarque : Commencez par le journal des événements de |'application qui gére la solution. Pour
plus d’informations sur les journaux des événements, voir « Journaux des événements » a la page
255.

Etape 2. Vérifiez qu'il n'y a pas de courts-circuits, notamment si une vis mal serrée n'a pas entrainé un
court-circuit sur une carte a circuits.

Etape 3. Retirez les adaptateurs et débranchez les cables et les cordons d'alimentation de tous les
périphériques internes et externes, pour ne garder que la configuration minimale requise pour
lancer la solution. Voir « Spécifications » a la page 1 pour déterminer la configuration minimale
requise pour votre solution.

Etape 4. Rebranchez tous les cordons d'alimentation en courant alternatif et mettez la solution sous
tension. Si la solution démarre correctement, réinstallez les adaptateurs et les périphériques un a
un, afin d'isoler le probleme.

Si la solution ne démarre pas avec la configuration minimale, voir « Voyants de I'alimentation » a la page 259
pour remplacer les composants de la configuration minimale un par un jusqu’a ce que le probleme soit isolé.
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Résolution de problemes de contréleur Ethernet suspectés

La méthode a employer pour tester le contréleur Ethernet dépend de votre systéme d’exploitation. Consultez
la documentation de votre systéme d'exploitation pour obtenir des informations sur les contréleurs Ethernet,
et consultez le fichier Readme de votre pilote de périphérique de contrdleur Ethernet.

Procédez comme suit pour tenter de résoudre les problémes suspectés liés au controleur Ethernet.

Etape 1. Assurez-vous d'avoir installé les pilotes de périphérique adéquats, fournis avec le serveur, et qu'ils
sont au niveau le plus récent.

Etape 2. Assurez-vous que le cable Ethernet est correctement installé.

e | e cable doit étre correctement fixé a chaque extrémité. S'il est fixé mais que le probleme
persiste, retentez |I'opération avec un autre cable.

¢ Sivous avez configuré le contrdleur Ethernet en mode 100 Mbits/s ou 1000 Mbits/s, vous devez
utiliser un cable de catégorie 5.

Etape 3. Déterminez si le concentrateur prend en charge la négociation automatique. Dans le cas contraire,
essayez de configurer le contréleur Ethernet intégré manuellement pour faire correspondre le débit
et le mode duplex du concentrateur.

Etape 4. Controlez les voyants du contréleur Ethernet sur le panneau arriére du serveur. lls permettent de
déterminer s'il existe un probléme au niveau du connecteur, du cable ou du concentrateur.

e Levoyant de I'état de la liaison Ethernet s'allume lorsque le contréleur Ethernet recgoit un signal
du concentrateur. Si ce voyant est éteint, il se peut que le connecteur, le cable ou le
concentrateur soit défectueux.

¢ Le voyant de transmission et d'émission Ethernet s'allume lorsque le controleur Ethernet envoie
ou recoit des données par le biais du réseau Ethernet. Si le voyant est éteint, vérifiez que le
concentrateur et le réseau fonctionnent et que les pilotes de périphérique appropriés sont
installés.

Etape 5. Consultez le voyant d’activité réseau a I’arriere du serveur. Le voyant d’activité réseau s’allume si
des données sont actives sur le réseau Ethernet. Si le voyant d’activité réseau est éteint, vérifiez
que le concentrateur et le réseau fonctionnent et que les pilotes de périphérique appropriés sont
installés.

Etape 6. Vérifiez que le probléme n'est pas lié au systeme d'exploitation et que les pilotes sont
correctement installés.

Etape 7. Assurez-vous que les pilotes de périphérique du client et du serveur utilisent le méme protocole.

Si le controleur Ethernet ne parvient toujours pas a se connecter au réseau, quand bien méme le matériel
semble fonctionner correctement, demandez a votre administrateur réseau de déterminer la cause de
I'erreur.

Dépannage par symptéome
Les informations suivantes permettent de rechercher les solutions aux problémes caractérisés par des
symptémes identifiables.

Pour utiliser les informations de dépannage en fonction des symptédmes disponibles dans cette section,
procédez comme suit :

1. Consultez le journal des événements de I'application qui gére la solution et suivez les actions suggérées
pour résoudre les codes d'événement.

e Sivous gérez la solution a partir de Lenovo XClarity Administrator, commencez par le journal des
événements Lenovo XClarity Administrator.
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e Sivous utilisez une autre application de gestion, commencez par le journal des événements Lenovo
XClarity Controller.

Pour plus d'informations sur les journaux des événements, voir « Journaux des événements » a la page
255.

2. Passez en revue cette section afin de trouver les symptomes détectés et suivez les procédures
suggérées pour résoudre le probleme.

3. Sile probleme persiste, prenez contact avec le support (voir « Contact du support » a la page 287).

Problemes de mise sous tension et hors tension

Les informations ci-aprées vous indiquent comment résoudre les problémes liés a la mise sous tension ou
hors tension de la solution.

e «L'hyperviseur intégré n'est pas dans la liste des unités d'amorcage » a la page 267
e «La solution ne peut pas étre mise sous tension » a la page 267
® «La solution ne peut pas étre mise hors tension » a la page 267

L'hyperviseur intégré n'est pas dans la liste des unités d'amorcage
Procédez comme suit jusqu’a ce que le probleme soit résolu :

1. Vérifiez que le dispositif flash avec hyperviseur intégré en option est sélectionné sur le gestionnaire
d'amorcage <F12> Select Boot Device au démarrage.

2. Consultez la documentation fournie avec I'unité flash en option de I'hyperviseur intégré pour vous
assurer que I'unité est correctement configurée.

3. Assurez-vous que les autres logiciels fonctionnent sur la solution.

La solution ne peut pas étre mise sous tension
Procédez comme suit jusqu'a ce que le probleme soit résolu :
1. Vérifiez s'il est possible de se connecter a la page Web XCC via l'interface réseau de hors bande.

2. Vérifiez le voyant du bouton d'alimentation. Si le voyant du bouton d'alimentation clignote lentement,
appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre la solution sous tension.

3. Vérifiez que les blocs d'alimentation sont correctement installés et que les voyants d'alimentation
s'allument normalement.

4. Sil'erreur persiste, consultez les journaux FFDC pour plus d'informations.
Remarque : Pour collecter les journaux FFDC, voir « Collecte des journaux des événements » a la page
257 pour plus d'informations.
La solution ne peut pas étre mise hors tension
Procédez comme suit jusqu'a ce que le probléme soit résolu :

1. Indiquez si vous utilisez un systéme d'exploitation Advanced Configuration et Power Interface (ACPI) ou
non APCI. Si vous utilisez un systeme d'exploitation non APCI, exécutez les étapes suivantes :

a. Appuyez sur Ctrl+Alt+Delete.

b. Mettez la solution hors tension en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes.
c. Redémarrez la solution.
d

. Sil'autotest de mise sous tension de la solution échoue et si le bouton d'alimentation ne fonctionne
pas, débranchez le cordon d'alimentation pendant 20 secondes, puis rebranchez-le et redémarrez la
solution.

Chapitre 4. Identification des probléemes 267



2. Sile probleme persiste ou si vous utilisez un systeme d'exploitation compatible ACPI, pensez a la carte
mere.

Problemes liés a la mémoire

Utilisez ces informations pour résoudre les problemes liés a la mémoire.

e «Mémoire systéme affichée inférieure a la mémoire physique installée » a la page 268

¢ «Plusieurs modules de mémoire dans un canal sont identifiés comme défectueux » a la page 269

e «Echec de la tentative de passer a un autre mode DCPMM » a la page 270

e «Le nom d'espace supplémentaire apparait dans la région entrelacée » a la page 270

Mémoire systéme affichée inférieure a la mémoire physique installée

Pour résoudre le probléme, procédez comme suit :

Remarque : Chaque fois que vous installez ou désinstallez un module de mémoire, vous devez
déconnecter la solution de la source d'alimentation. Attendez ensuite dix secondes avant de redémarrer la
solution.

1. Vérifiez les points suivants :

Aucun voyant d'erreur n'est allumé sur le panneau d'information opérateur.
Le canal de mise en miroir de la mémoire ne tient pas compte de la différence.
Les modules de mémoire sont installés correctement.

Vous avez installé le type de module de mémaoire approprié (voir « Spécifications » a la page 1 pour
obtenir les instructions).

Si vous avez changé la mémoire, assurez-vous d'avoir mis a jour la configuration de la mémoire dans
['utilitaire de configuration.

Tous les bancs de mémoire sont activés. Il est possible que la solution ait désactivé
automatiquement un banc de mémoire lorsqu'elle a détecté un probléeme ou un banc de mémoire
peut avoir été désactivé manuellement.

Il n'y a pas de non concordance de mémoire en cas de configuration minimale de la mémoire.
Lorsque les DCPMM sont installés :

a. Sila mémoire est en mode App Direct ou mode mémoire mixte, toutes les données enregistrées
sont sauvegardées et les espaces de nom créés sont supprimés avant tout remplacement de
module DCPMM.

b. Consultez « Configuration de Intel Optane DC Persistent Memory Module (DCPMM) » dans le
Guide de configuration et vérifiez si la mémoire affichée correspond a la description du mode.

c. Siles modules DCPMM ont récemment été définis en mode mémoire, réactivez le mode App
Direct et vérifiez si il reste un espace de nom qui n'a pas été supprimé (consultez « Configuration
de Intel Optane DC Persistent Memory Module (DCPMM) » dans le Guide de configuration).

d. Accédez a I'utilitaire Setup Utility, sélectionnez Configuration systéme et gestion de
I'amorcage - DCPMM Intel Optane — Sécurité, puis vérifiez que toutes les unités DCPMM
sont déverrouillées.

2. Réinstallez les modules de mémoire et redémarrez la solution.

3. Vérifiez le journal des erreurs de I'autotest a la mise sous tension :
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Si un module de mémoire a été désactivé par une interruption de gestion de systeme (SMI),
remplacez-le.
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¢ Siun module de mémoire a été désactivé par |'utilisateur ou par POST, réinstallez le module de
mémoire, puis exécutez |'utilitaire Setup Utility et activez le module de mémoire.

4. Exécutez les diagnostics mémoire. Lorsque vous démarrez une solution et appuyez sur la touche

6.
7.

8.

indiquée dans les instructions a I’écran, I'interface LXPM est affichée par défaut. (Pour plus de détails,
consultez la section « Démarrage » de la documentation LXPM compatible avec votre solution a
I’adresse https://pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/.) Vous pouvez exécuter des diagnostics de mémoire
avec cette interface. Depuis la page de diagnostics, accédez a Diagnostics = Exécuter un diagnostic
= Test de mémoire ou Test DCPMM.

Lorsque les DCPMM sont installés, exécutez les diagnostics en fonction du modeDCPMM actuellement
défini :
* Mode App Direct
— Exécutez le test DCPMM pour les modules DCPMM.
— Exécutez le test mémoire pour les barrettes DRAM DIMM.
e Mode mémoire et mode mémoire mixte :

— Exécutez le test DCPMM pour la capacité App Direct des modules DCPMM.

— Exécutez le test mémoire pour la capacité de mémoire des modules DCPMM.

Remarque : Les barrettes DRAM DIMM dans ces deux modes agissent en tant que la mémoire
cache et ne sont pas applicables a des diagnostics de mémoire.

. Inversez les modules entre les canaux (du méme processeur), puis redémarrez la solution. Si le

probléme provient d'un module mémoire, remplacez-le.

Remarque : Lorsque les modules DCPMM sont installés, utilisez uniquement cette méthode en mode
mémoire.

Activez a nouveau tous les modules de mémoire via le Setup Utility et redémarrez le systeme.

(Techniciens qualifiés uniquement) Installez le module de mémoire défectueux dans un connecteur de
module de mémoire du processeur 2 (s'il est installé) afin de vérifier que le probléme ne provient pas du
processeur ou du connecteur du module de mémoire.

(Techniciens qualifiés uniquement) Remplacez le nceud.

Plusieurs modules de mémoire dans un canal sont identifiés comme défectueux

Remarque : Chaque fois que vous installez ou désinstallez un module de mémoire, vous devez
déconnecter la solution de la source d'alimentation. Attendez ensuite dix secondes avant de redémarrer la
solution.

1.
2.

Réinstallez les modules de mémoire, puis redémarrez la solution.

Retirez le module de mémoire ayant le numéro le plus élevé de tous ceux identifiés et remplacez-le par
un bon module de mémoire identique et ensuite redémarrez la solution. Répétez |'opération si
nécessaire. Si les pannes persistent malgré le remplacement de tous les modules de mémoire, passez a
I'étape 4.

. Replacez les modules de mémoire retirés, I'un aprés I'autre, dans leur connecteur d'origine. Redémarrez

la solution apres chaque réinstallation jusqu'a ce qu'un module de mémoire ne fonctionne pas.
Remplacez chaque module de mémoire défectueux par un bon module de mémoire identique.
Redémarrez la solution aprés chaque remplacement. Répétez I'étape 3 jusqu'a ce que vous ayez testé
tous les modules de mémoire retirés.

. Remplacez le module de mémoire ayant le numéro le plus élevé de tous ceux identifiés, puis redémarrez

la solution. Répétez I'opération si nécessaire.

. Inversez les modules de mémoire entre les canaux (du méme processeur), puis redémarrez la solution.

Si le probleme provient d'un module mémoire, remplacez-le.
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6. (Techniciens qualifiés uniqguement) Installez le module de mémoire défectueux dans un connecteur de
module de mémoire du processeur 2 (s'il est installé) afin de vérifier que le probleme ne provient pas du
processeur ou du connecteur du module de mémoire.

7. (Technicien qualifié uniquement) Remplacez la carte mere.

Echec de la tentative de passer a un autre mode DCPMM

Apres avoir modifié le mode DCPMM et avoir redémarré le systéme, si le mode DCPMM demeure inchangé,
vérifiez les DRAM DIMM et la capacité DCPMM pour déterminer si ceux-ci respectent les exigences du
nouveau mode (voir « Configuration de Intel Optane DC Persistent Memory Module (DCPMM) » dans le
Guide de configuration).

Le nom d'espace supplémentaire apparait dans la région entrelacée

S’il existe deux espaces de nom créés dans une région entrelacée, VMware ESXi ignore les espaces de nom
créés et crée un espace de nom supplémentaire pendant Iinitialisation du systéme. Pour résoudre ce
probléme, supprimez les espaces de nom créés dans Setup Utility ou dans le systéme d’exploitation avant le
premier démarrage avec ESXi.

Problémes liés a I'unité de disque dur

Utilisez ces informations pour résoudre les problémes liés aux unités de disque dur.
e «La solution ne parvient pas a reconnaitre un disque dur » a la page 270

La solution ne parvient pas a reconnaitre un disque dur
Procédez comme suit jusqu'a ce que le probléeme soit résolu.

1. Vérifiez que I'unité est prise en charge pour la solution. Pour obtenir la liste des unités de disque dur
prises en charge, voir https://serverproven.lenovo.com/.

2. Vérifiez que I'unité est correctement installée dans la baie d'unité et que les connecteurs d'unité ne
présentent aucun dommage physique.

3. Exécutez les tests de diagnostic pour I'adaptateur SAS/SATA et les unités de disque dur. Lorsque vous
démarrez une solution et appuyez sur la touche indiquée dans les instructions a I’écran, I'interface LXPM
est affichée par défaut. (Pour plus de détails, consultez la section « Démarrage » de la documentation
LXPM compatible avec votre solution a I’adresse https://pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/.) Vous pouvez
exécuter des diagnostics de disque dur depuis cette interface. Depuis la page de diagnostics, cliquez
sur Exécuter un diagnostic = Test du disque dur.

D'aprés ces tests :

¢ Sil'adaptateur réussit le test mais que les unités ne sont pas reconnues, remplacez le cordon
d'interface du fond de panier et exécutez les tests a nouveau.

¢ Remplacez le fond de panier.

¢ Sile test de I'adaptateur échoue, déconnectez le cordon d'interface du fond de panier de I'adaptateur
et exécutez le test a nouveau.

e Sile test de I'adaptateur échoue, remplacez I'adaptateur.

Problémes de fuite d’eau

Utilisez ces informations pour résoudre les problémes liés aux fuites d'eau.
La conception SD650 est fiable et toute fuite d'eau est peu probable. Si de I’eau est détectée a I’extérieur du
boitier, assurez-vous que le boitier et que les blocs d'alimentation de I'armoire ont été déconnectés. Si

aucune trace d'eau n'est présente sur I'extérieur du boitier, mais que vous soupcgonnez |'existence d'une
fuite d'eau a l'intérieur de ce dernier ou dans I'un des six plateaux de traitement, procédez comme suit pour
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déterminer d'ou provient la fuite. Le boitier est doté d’une paire d’assemblages de capteur de gouttes pour
détecter les fuites d’eau.

Remarque : Il est possible qu'une petite fuite ne soit pas détectée par les capteurs de goutte, ce qui ne
déclenchera donc aucun message d'alerte. Il peut étre nécessaire de procéder a une inspection visuelle pour
confirmer la présence d'une fuite d'eau modeste.

Symptomes de fuite

Les situations suivantes peuvent se produire en raison de problemes de fuite :

¢ Erreur due a une température excessive du processeur, indiquée par le voyant d’erreur systéme
«!» Fixe a I'avant du nceud

¢ Un ou plusieurs nceuds se sont arrétés inopinément

¢ La gestion du boitier FPC peut signaler les événements suivants :
— Leak_Snsr1_FAULT

Leak_Snsr2_FAULT

LeakSnr1_Missing

LeakSnr2_Missing

Causes possibles d'une fuite :

¢ Fuite au niveau des connecteurs a charge rapide au cours des procédures d’installation ou de
retrait

¢ Fuite au niveau des tuyaux de la boucle d'eau

Procédez comme suit en suivant I'ordre indiqué jusqu'a pouvoir isoler la cause de la fuite potentielle :

1. Consultez les messages du boitier FPC pour vérifier la présence de toute alerte éventuelle concernant
des fuites. Consultez le guide de référence des codes et messages pour en savoir plus.

2. Déplacez-vous a I'arriere de I’armoire et procédez a une inspection visuelle des voyants gauche et droit
du capteur de gouttes de chaque boitier.

Chaque armoire est généralement dotée de plusieurs boitiers. Chaque boitier dispose de deux capteurs
de goutte.

Remarque : Chaque boitier dispose de deux capteurs de gouttes dont le voyant doit s'allumer en jaune
a travers un orifice situé sur le cété inférieur gauche du blindage électromagnétique inférieur si le
capteur détecte la présence d'humidité dans son bassin.
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Figure 260. Voyant du capteur de gouttes

Tableau 34. Voyant du capteur de gouttes

H Voyant du capteur de gouttes (jaune)

3. Procédez a une inspection visuelle du bassin du capteur de gouttes, a la recherche de toute trace
d'humidité.

a. Retirez le blindage électromagnétique gauche inférieur situé a I’avant du capteur de gouttes gauche.
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Figure 261. Retrait du cache EMC inférieur gauche
b. Utilisez une torche pour inspecter visuellement le bassin du capteur en plastique, a la recherche de
toute trace d'humidité.

c. Réinstallez le blindage électromagnétique.
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Figure 262. Installation du blindage électromagnétique inférieur gauche

d. Répétez la procédure avec le bassin du capteur de goutte droit.

4. Mettez hors tension tous les noeuds via le systéme d’exploitation ou en maintenant le bouton
d’alimentation enfoncé pendant cing secondes.

Remarque : Le voyant d’alimentation vert pour chaque nceud (deux par plateau de traitement) doit
clignoter pour indiquer que les nceuds sont dans un état de veille.

5. Déconnectez les cordons d’alimentation des six boitiers des blocs d’alimentation.

Important : Mettez le boitier complétement hors tension avant de tenter d'identifier une fuite au sein du
boitier.

6. Examinez la boucle d'eau a la recherche de toute trace d'humidité.

a. Retirez le nceud supérieur (baies 11 et 12) du boitier (voir « Retrait d'un plateau DWC du boitier » a la
page 250), placez-le sur une surface de travail stable, retirez le carter (voir « Retrait d'un cache de
plateau » a la page 215) et inspectez minutieusement l'intégralité de la boucle d'eau (a savoir, a la
fois les tuyaux en caoutchouc et en cuivre) a la recherche de tout signe d’humidité. Réinstallez le
plateau de traitement dans le boitier (voir « Installation d’un plateau DWC dans le boitier » a la page
252).

Répétez la procédure pour le plateau, dans les baies 9 et 10.
Répétez la procédure pour le plateau, dans les baies 7 et 8.
Répétez la procédure pour le plateau, dans les baies 5 et 6.
Répétez la procédure pour le plateau, dans les baies 3 et 4.

~ 0 00O

Répétez la procédure pour le plateau, dans les baies 1 et 2.

Remarque : |l estimportant de vérifier visuellement le bas du boitier a I’'aide d’une torche avant de
procéder a la réinstallation du boitier inférieur (baies 1 et 2) dans le boitier.
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7. Sivous ne parvenez pas a identifier le probléme avec les étapes susmentionnées, vous devrez peut-étre
remplacer une ou plusieurs boucles d’eau du plateau (voir « Remplacement de la boucle d'eau » a la
page 235). Pour plus d’informations, contactez I'ingénieur produit.

Important : Les procédures ci-dessus couvrent uniqguement la solution Lenovo DWC (depuis les soupapes
Eaton Ball via le distributeur et a I'intérieur des boitiers et des plateaux de traitement). Si votre centre de
données de I'unité de distribution de ventilation émet des alertes de faible niveau d'eau fréquemment ou de
maniére répétée, inspectez les tuyaux qui relient I'unité de distribution a la solution Lenovo DWC (armoire).

Problémes liés au moniteur et a la vidéo

Les informations suivantes vous indiquent comment résoudre les problémes liés a un moniteur ou a une
vidéo.

e «L'écran estvide » ala page 275

e «|’écran devient blanc lorsque vous lancez certains programmes d’application » a la page 275

e «L'écran du moniteur est instable ou son image ondule, est illisible, défile seule ou est déformée. » ala
page 276

L'écran est vide

1. Sila solution est liée & un commutateur de machine virtuelle multinoyaux (KVM), ignorez-le afin
d'éliminer cette cause éventuelle : connectez le cable du moniteur directement au connecteur approprié
a l'arriére de la solution.

2. Lafonction de présence a distance du contrdleur de gestion est désactivée si vous installez un
adaptateur vidéo en option. Pour utiliser la fonction de présence a distance du contréleur de gestion,
retirez |'adaptateur vidéo en option.

3. Sila solution a été installée avec les adaptateurs graphiques lors de sa mise sous tension, le logo
Lenovo apparait a I'écran au bout d'environ 3 minutes. Ceci est normal, car le systéme est en cours de
chargement.

4. Vérifiez les points suivants :
e |a solution est sous tension. La solution n'a pas d'alimentation.
¢ | es cébles du moniteur sont connectés correctement.
¢ e moniteur est mis sous tension et la luminosité ainsi que le contraste sont correctement ajustés.

5. Assurez-vous que la solution appropriée contrdle le moniteur, le cas échéant.

6. Vérifiez que le microprogramme de la solution endommageée n'affecte pas I'affichage vidéo ; voir « Mises
a jour du microprogramme » a la page 7.

7. Vérifiez les voyants sur la carte mere. Si les codes changent, passez a |'étape 6.

8. Remplacez un a un les composants suivants, dans |'ordre indiqué, en redémarrant la solution a chaque
fois :

a. Moniteur
b. Adaptateur vidéo (si vous en avez installé un)
c. (Techniciens qualifiés uniquement) Carte mere.

L’écran devient blanc lorsque vous lancez certains programmes d’application
1. Vérifiez les points suivants :

¢ Le programme d’application n’active pas un mode d’affichage dont les besoins sont supérieurs a la
capacité du moniteur.

¢ Vous avez installé les pilotes de périphériques nécessaires pour I'application.

Chapitre 4. Identification des probléemes 275



L'écran du moniteur est instable ou son image ondule, est illisible, défile seule ou est déformée.

1

. Si les auto-tests du moniteur indiquent qu'il fonctionne correctement, réfléchissez a I'emplacement du

moniteur. Les champs magnétiques qui entourent les périphériques (comme les transformateurs, des
dispositifs, les tubes fluorescents et d’autres moniteurs) peuvent provoquer une instabilité de I’écran ou
afficher des images ondulées, illisibles, défilantes ou déformées. Dans ce cas, mettez le serveur hors
tension.

Attention : Déplacer un moniteur couleur alors qu’il est sous tension peut entrainer une décoloration de
I’écran.

Eloignez le moniteur et le périphérique d’au moins 305 mm (12 pouces) et mettez le moniteur sous
tension.

Remarques :

a. Pour empécher toute erreur de lecture/écriture de I'unité de disquette, assurez-vous que le moniteur
et I'unité externe de disquette sont éloignés d’au moins 76 mm (3 pouces).

b. Les cordons de moniteur non Lenovo peuvent provoquer des problemes imprévisibles.
Réinstallez le cordon du moniteur.

3. Remplacez un par un les composants répertoriés a I'étape 2, dans I'ordre indiqué, en redémarrant la

solution a chaque fois :
Cordon du moniteur

L

b. Adaptateur vidéo (si vous en avez installé un)
c. Moniteur
d. (Techniciens qualifiés uniquement) Carte meére.

Problémes liés au clavier, a la souris, au commutateur KVM ou aux
périphériques USB

Les informations ci-apres permettent de résoudre les problemes liés au clavier, a la souris, au commutateur
KVM ou a un périphérique USB.

« Tout ou partie des touches du clavier ne fonctionne pas » a la page 276
« La souris ne fonctionne pas » a la page 276

« Problémes liés au commutateur KVM » a la page 277

« Le périphérique USB ne fonctionne pas » a la page 277

Tout ou partie des touches du clavier ne fonctionne pas

1.

Vérifiez les points suivants :
® [e cable du clavier est correctement raccordé.
¢ | asolution et le moniteur sont sous tension.

. Sivous utilisez un clavier USB, exécutez I'utilitaire de configuration et activez le fonctionnement sans

clavier.

Si vous utilisez un clavier USB connecté a un concentrateur USB, déconnectez le clavier du
concentrateur et connectez-le directement a la solution.

4. Essayez d’installer le clavier USB dans un autre port USB disponible.

5.

Remplacez le clavier.

La souris ne fonctionne pas

1.

Vérifiez les points suivants :
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e | e cable de la souris est correctement raccordé a la solution.

¢ Les pilotes de la souris sont installés correctement.

¢ | a solution et le moniteur sont sous tension.

¢ | 'option de la souris est activée dans I'utilitaire de configuration.

2. Sivous utilisez une souris USB connectée a un concentrateur USB, débranchez la souris du
concentrateur pour la connecter directement a la solution.

3. Essayez d’installer la souris USB dans un autre port USB disponible.
4. Remplacez la souris.

Problémes liés au commutateur KVM
1. Vérifiez que le commutateur KVM est pris en charge par votre solution.
2. Vérifiez que le commutateur KVM est bien sous tension.

3. Sile clavier, la souris ou le moniteur peuvent fonctionner normalement avec une connexion directe a la
solution, alors remplacez le commutateur KVM.

Le périphérique USB ne fonctionne pas

1. Vérifiez les points suivants :
e Le pilote approprié pour le périphérique USB est installé.
¢ Le systéme d'exploitation prend en charge les périphériques USB.

2. Vérifiez que les options de configuration USB sont correctement définies dans la configuration systéme.

Redémarrez la solution et appuyez sur la touche conformément aux instructions a I’écran pour afficher
I'interface de configuration du systeme LXPM. (Pour plus de détails, consultez la section « Démarrage »
de la documentation LXPM compatible avec votre solution a I’adresse https://pubs.lenovo.com/Ixpm-
overview/.) Ensuite, cliquez sur Paramétres systéme — Périphériques et ports d’E-S - Configuration
USB.

3. Sivous utilisez un concentrateur USB, déconnectez le périphérique USB du concentrateur et
connectez-le directement a la solution.

Problémes liés aux dispositifs en option

La présente section explique comment résoudre les problemes liés aux dispositifs en option.

e «Détection de ressources PCle insuffisantes. » a la page 277
e «Un périphérique Lenovo en option venant d'étre installé ne fonctionne pas. » a la page 278
¢ «Un périphérique Lenovo en option qui fonctionnait auparavant ne fonctionne plus. » ala page 278

Détection de ressources PCle insuffisantes.

Si vous identifiez un message d'erreur signalant des « ressources PCI insuffisantes », procédez comme suit
jusqu'a ce que le probleme soit résolu :

1. Retirez un des adaptateurs PCle.

2. Redémarrez le systéme et appuyez sur F1 pour afficher I'interface de configuration du systéme Lenovo
XClarity Provisioning Manager.

3. Cliquez sur Configurer UEFI = Paramétres systéme — Périphériques et ports d'E-S -
Configuration de base MM ; puis modifiez le parametre pour réduire la capacité de mémoire. Par
exemple, passezde 3Goa2 Gooude2 Goa 1 Go.

4. Enregistrez les paramétres et redémarrez le systéme.
5. L'action pour cette étape différera suivant que le redémarrage réussit ou non.
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¢ Sile redémarrage réussit, arrétez la solution et réinstallez la carte PCle que vous avez retirée.
e Sile redémarrage échoue, répétez les étapes 2 a 5.

Un périphérique Lenovo en option venant d'étre installé ne fonctionne pas.

1. Vérifiez les points suivants :
e | 'appareil est pris en charge par la solution (voir https://serverproven.lenovo.comy/).

¢ Vous avez suivi les instructions d'installation fournies avec le périphérique et celui-ci est installé
correctement.

¢ Vous n'avez pas débranché d'autres cables ou périphériques installés.
e Vous avez mis a jour les informations de configuration dans I'utilitaire de configuration. Toute

modification apportée a la mémoire ou a tout autre périphérique doit étre suivie d'une mise a jour de
la configuration.

2. Réinstallez le périphérique que vous venez d'installer.
3. Remplacez le périphérique que vous venez d'installer.

Un périphérique Lenovo en option qui fonctionnait auparavant ne fonctionne plus.
1. Vérifiez que toutes les connexions de cable du périphériques sont sécurisées.
2. Sides instructions de test sont fournies avec le périphérique, suivez-les pour effectuer le test.

3. Sile périphérique défaillant est un périphérique SCSI, vérifiez les points suivants :
e |es cables de tous les périphériques SCSI externes sont connectés correctement.

e Un périphérique SCSI externe est mis sous tension. Vous devez mettre ce type de périphérique sous
tension avant la solution.

4. Remettez en place le périphérique défaillant.
5. Réinstallez le périphérique défaillant.

Problémes liés aux appareils/dispositifs en série

La présente section explique comment résoudre les problemes liés aux périphériques série.

e «lLe nombre de ports série identifiés par le systéme d'exploitation est inférieur a celui des ports installés »
alapage 278

* «Le périphérique série ne fonctionne pas » a la page 278
Le nombre de ports série identifiés par le systeme d'exploitation est inférieur a celui des ports
installés

1. Vérifiez les points suivants :
e Chaque port est affecté a une adresse unique dans I'utilitaire de configuration et aucun des ports
série n'est désactivé.
e | 'adaptateur du port série (s'il y en a un) est installé correctement.
2. Réinstallez I'adaptateur du port série.

3. Remplacez I'adaptateur du port série.

Le périphérique série ne fonctionne pas

1. Vérifiez les points suivants :
e e périphérique est compatible avec la solution.
* Le port série est activé et affecté a une adresse unique.
e | ’appareil est connecté au connecteur approprié (voir « Connecteurs internes de la carte mere » a la
page 21).
2. Réinstallez les composants suivants :

a. Périphérique de série défectueux
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b. Cable série

3. Remplacez un a un les composants suivants, en redémarrant la solution a chaque fois :
a. Périphérique de série défectueux
b. Cable série

4. (Techniciens qualifiés uniquement) Remplacez la carte mere.

Probléemes intermittents

La présente section explique comment résoudre les problémes intermittents.

* « Problemes d'unité externe intermittents » a la page 279
® «Problemes KVM intermittents » a la page 279
¢ « Réinitialisations inattendues intermittentes » a la page 280

Problémes d'unité externe intermittents
Procédez comme suit jusqu'a ce que le probleme soit résolu.

1. Vérifiez que les pilotes de périphérique corrects sont installés. Consultez le site Web du fabricant pour
obtenir la documentation.

2. Pour un périphérique USB :
a. Vérifiez que le dispositif est correctement configuré.

Redémarrez la solution et appuyez sur la touche conformément aux instructions a I’écran pour
afficher I'interface de configuration du systéme LXPM. (Pour plus de détails, consultez la section
« Démarrage » de la documentation LXPM compatible avec votre solution a I'adresse https://
pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/.) Ensuite, cliquez sur Paramétres systéme — Périphériques et
ports d’E-S = Configuration USB.

b. Connectez le périphérique a un autre port. Si vous utilisez un concentrateur USB, retirez ce dernier et
connectez le périphérique directement au noeud de traitement. Vérifiez que le périphérique est
correctement configuré pour le port.

Problémes KVM intermittents

Procédez comme suit jusqu’a ce que le probleme soit résolu.

Problemes liés a la sortie vidéo :

1. Vérifiez que tous les cables, notamment le céble d’interface de la console, sont correctement connectés
et sécurisés.

2. Vérifiez que le moniteur fonctionne correctement en le testant sur un autre nceud de traitement.

3. Testez le cable d’interface de la console sur un nceud de traitement qui fonctionne afin de vérifier s’il
fonctionne correctement. Remplacez le cable d’interface de la console s’il est défectueux.

Problémes liés au clavier :
Vérifiez que tous les cébles et le cable d’interface de la console sont correctement connectés et sécurisés.
Problémes liés a la souris :

Vérifiez que tous les cables et le cable d’interface de la console sont correctement connectés et sécurisés.
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Réinitialisations inattendues intermittentes

Remarque : Certaines erreurs réparables nécessitent un réamorcage de la solution de sorte qu'il puisse
désactiver un appareil, tel une barrette mémoire DIMM ou un processeur pour que la machine s'initialise
correctement.

1. Recherchez dans le journal des événements du contréleur de gestion un code d'événement qui indique
un redémarrage. Pour plus d'informations sur I'affichage du journal des événements, voir « Journaux des
événements » a la page 255.

Probléemes liés au réseau

Utilisez ces informations pour résoudre les problemes liés au réseau.

e «Impossible de réveiller la solution avec la fonction Wake on LAN » a la page 280
e «|mpossible de se connecter via le compte LDAP avec SSL activé » a la page 280

Impossible de réveiller la solution avec la fonction Wake on LAN
Procédez comme suit jusqu'a ce que le probleme soit résolu :

1. Sivous utilisez la carte réseau double port et si la solution est reliée au réseau a I'aide du connecteur
Ethernet 5, consultez le journal des erreurs systéme ou le journal des événements systéeme du module
IMM2 (voir « Journaux des événements » a la page 255) et vérifiez les points suivants :

a. Le ventilateur 3 fonctionne en mode veille si I'adaptateur intégré 10GBase-T a deux ports Emulex est
installé.

b. Latempérature ambiante n’est pas trop élevée (voir « Spécifications » a la page 1).
c. Les évents d’aération ne sont pas bloqués.
d. La grille d'aération est bien installée.

2. Réinstallez la carte réseau double port.

3. Mettez la solution hors tension et déconnectez-la de I'alimentation ; attendez ensuite 10 secondes avant
de la redémarrer.

4. Sile probléme persiste, remplacez la carte réseau double port.

Impossible de se connecter via le compte LDAP avec SSL activé
Procédez comme suit jusqu’a ce que le probléme soit résolu :

1. Assurez-vous de la validité de la clé de licence.

2. Générez une nouvelle clé de licence et reconnectez-vous.

Problemes observables

Ces informations permettent de résoudre les problemes observables.

e « La solution affiche immédiatement I'observateur d'événements d'autotest a la mise sous tension
lorsqu'il est activé. » a la page 281

« La solution ne répond pas (le test POST est terminé et le systéme d'exploitation est en cours
d'exécution) » a la page 281

« La solution n’est pas réactive (échec du POST et impossible de démarrer la configuration du systeme) »
ala page 282

« Le détecteur de panne de tension est affiché dans le journal des événements » a la page 282

« Odeur inhabituelle » a la page 282

« La solution semble étre en surchauffe » a la page 282
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e «Eléments fissurés ou boitier fissuré » & la page 283
¢ «Impossible d’entrer en mode hérité aprées I'installation d’un nouvel adaptateur » a la page 282
¢ «Collecte des données de maintenance » a la page 283
La solution affiche immédiatement I'observateur d'événements d'autotest a la mise sous tension
lorsqu'il est activé.
Procédez comme suit jusqu’a ce que le probleme soit résolu.
1. Résolvez les erreurs détectées par les voyants de diagnostic lumineux Lightpath.

2. Assurez-vous que la solution prend en charge tous les processeurs et que ces derniers correspondent
en termes de vitesse et de taille du cache.

Vous pouvez consulter les détails de processeur depuis la configuration du systeme.

Pour déterminer si le processeur est pris en charge par la solution, voir https://serverproven.lenovo.com/.
3. (Techniciens qualifiés uniquement) Vérifiez que le processeur 1 est correctement installé.
4. (Techniciens qualifiés uniquement) Retirez le processeur 2 et redémarrez la solution.

5. Remplacez un a un les composants suivants, dans I'ordre indiqué, en redémarrant la solution a chaque
fois :

a. (Techniciens qualifiés uniquement) Processeur
b. (Techniciens qualifiés uniquement) Carte mére
La solution ne répond pas (le test POST est terminé et le systéeme d'exploitation est en cours
d'exécution)
Procédez comme suit jusqu’a ce que le probleme soit résolu.
¢ Sivous étes au méme emplacement que le nceud de traitement, procédez comme suit :

1. Sivous utilisez une connexion KVM, assurez-vous que la connexion fonctionne correctement. Sinon,
vérifiez que le clavier et la souris fonctionnent correctement.

2. Sipossible, connectez-vous au nceud de traitement et vérifiez que toutes les applications sont en
cours d'exécution (aucune application n'est bloquée).

3. Redémarrez le noeud de traitement.

4. Sile probleme persiste, vérifiez que les nouveaux logiciels ont été installés et configurés
correctement.

5. Contactez le revendeur ou le fournisseur du logiciel.

e Sivous accédez au nceud de traitement a partir d'un emplacement distant, procédez comme suit :
1. Vérifiez que toutes les applications sont en cours d'exécution (aucune application n'est bloquée).
2. Tentez de vous déconnecter du systéme, puis de vous connecter a nouveau.

3. Validez I'acces réseau en exécutant la commande ping ou en exécutant une route de trace vers le
nceud de traitement a partir d'une ligne de commande.

a. Sivous ne parvenez pas a obtenir de réponse lors d'un test ping, tentez d'exécuter la commande
ping pour un autre nceud de traitement du boitier afin de déterminer s'il existe un probleme de
connexion ou un probléme de nceud de traitement.

b. Exécutez une route de trace pour déterminer si la connexion s'est interrompue. Tentez de
résoudre un probleme de connexion lié au réseau privée virtuel ou au point d'interruption de la
connexion.

4. Redémarrez le nceud de traitement a distance via I'interface de gestion.

5. Sile probléme persiste, vérifiez que les nouveaux logiciels ont été installés et configurés
correctement.
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6. Contactez le revendeur ou le fournisseur du logiciel.

La solution n’est pas réactive (échec du POST et impossible de démarrer la configuration du systéeme)

Les modifications de la configuration, telles que I'ajout d'unités ou les mises a jour du microprogramme de
I'adaptateur, ainsi que les problemes liés au microprogramme ou au code de |'application, peuvent
provoquer I'échec de I'autotest a la mise sous tension (POST).

Dans ce cas, la solution répond de I'une des maniéres suivantes :

¢ | a solution redémarre automatiquement et essaye a nouveau un autotest a la mise sous tension.

¢ La solution se bloque et vous devez la redémarrer manuellement afin qu'elle tente a nouveau un autotest a
la mise sous tension.

Aprés un nombre défini de tentatives consécutives (automatiques ou manuelles), la solution rétablit la
configuration UEFI par défaut et démarre la configuration systeme pour que vous puissiez effectuer les
corrections nécessaires et redémarrer la solution. Si la solution ne parvient pas a terminer I'autotest a la mise
sous tension avec la configuration par défaut, il se peut que la carte mére présente un probleme. Vous
pouvez indiquer le nombre de tentatives consécutives de redémarrage dans la configuration du systéme.
Cliquez sur Parameétres systéme = Récupération - Tentatives POST = Seuil de tentatives POST. Les
options disponibles sont 3, 6, 9 et 255.

Le détecteur de panne de tension est affiché dans le journal des événements
Procédez comme suit jusqu’a ce que le probleme soit résolu.

1. Ramenez le systéme a la configuration minimale. Voir « Spécifications » a la page 1 pour le minimum
requis de processeurs et de barrettes DIMM.

2. Redémarrez le systeme.

¢ Sile systéme redémarre, ajoutez chacun des éléments que vous avez retiré un par un, en
redémarrant le serveur a chaque fois, jusqu'a ce que I'erreur se produise. Remplacez I'élément pour
lequel I'erreur se produit.

¢ Sile systéme ne redémarre pas, remplacez la carte mére.

Odeur inhabituelle

Procédez comme suit jusgqu’a ce que le probléme soit résolu.
1. Une odeur inhabituelle peut provenir d'un nouveau matériel installé.
2. Sile probleme persiste, prenez contact avec le support Lenovo.

La solution semble étre en surchauffe

Procédez comme suit jusqu’a ce que le probléme soit résolu.

Lorsqu'il existe plusieurs boitiers ou nceuds de traitement :

1. Vérifiez que la température ambiante est dans la plage définie (voir « Spécifications » a la page 1).

2. Parcourez le journal des événements du processeur de gestion pour savoir si des événements de
hausse de température ont été consignés. S’il n’y a aucun événement, le nceud de traitement s’exécute
avec des températures de fonctionnement normales. Il peut exister quelques variations de température.

Impossible d’entrer en mode hérité apreés I'installation d’un nouvel adaptateur
Pour résoudre ce probleme, procédez comme suit.

1. Accédez a Configurer UEFI = Périphériques et ports d’E-S = Définir 'ordre d’exécution de la
mémoire Option ROM.

2. Déplacez I’adaptateur RAID avec le systeme d’exploitation installé vers le haut de la liste.
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3. Sélectionnez Enregistrer.
4. Redémarrez le systéme et réamorcez automatiquement le systéme d’exploitation.

Eléments fissurés ou boitier fissuré

Contactez le support Lenovo.

Collecte des données de maintenance
Pour plus d'informations, voir le Guide d'utilisation FPC.

Problémes logiciels

La présente section explique comment résoudre les problémes logiciels.

1. Pour déterminer si le probléme est lié au logiciel, vérifiez les points suivants :
¢ La solution dispose de la mémoire minimale requise par le logiciel. Pour connaitre la configuration
mémoire minimale requise, lisez attentivement les informations fournies avec le logiciel.

Remarque : Sivous venez d'installer un adaptateur ou de la mémoire, la solution a peut-étre
rencontré un conflit d'adresse mémoire.

¢ |elogiciel est congu pour fonctionner sur la solution.

e D'autres logiciels s'exécutent sur la solution.

¢ | elogiciel s'exécute sur une autre solution.

2. Sides messages d'erreur s'affichent durant I'utilisation du logiciel, lisez attentivement les informations

fournies avec le logiciel pour obtenir une description des messages et des solutions au probleme.
3. Pour plus d'informations, contactez le revendeur du logiciel.
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Annexe A. Service d’aide et d’assistance

Lenovo met a votre disposition un grand nombre de services que vous pouvez contacter pour obtenir de
I’aide, une assistance technique ou tout simplement pour en savoir plus sur les produits Lenovo.

Sur le Web, vous trouverez des informations a jour relatives aux systémes, aux dispositifs en option, a
Lenovo Services et support Lenovo sur :

http://datacentersupport.lenovo.com

Remarque : IBM est le prestataire de services préféré de Lenovo pour ThinkSystem.

Avant d'appeler

Avant d’appeler, vous pouvez exécuter plusieurs étapes pour essayer de résoudre vous-méme le probleme.
Si vous devez contacter le service, rassemblez les informations dont le technicien de maintenance aura
besoin pour résoudre plus rapidement le probleme.

Tentative de résolution du probléme par vous-méme

Bon nombre de problémes peuvent étre résolus sans aide extérieure. Pour cela, suivez les procédures
indiquées par Lenovo dans I'aide en ligne ou dans la documentation de votre produit Lenovo. La
documentation produit Lenovo décrit également les tests de diagnostic que vous pouvez exécuter. La
documentation de la plupart des systemes, des systémes d’exploitation et des programmes contient des
procédures de dépannage, ainsi que des explications sur les messages et les codes d’erreur. Si vous pensez
que le probleme est d’origine logicielle, consultez la documentation qui accompagne le systéme
d’exploitation ou le programme.

La documentation des produits ThinkSystem est disponible a I'adresse suivante https://pubs.lenovo.com/

Vous pouvez suivre la procédure ci-dessous pour tenter de résoudre le probléme vous-méme :
e Vérifiez que tous les cables sont bien connectés.

¢ Observez les interrupteurs d’alimentation pour vérifier que le systéme et les dispositifs en option éventuels
sont sous tension.

e \Vérifiez si des mises a jour du logiciel, du microprogramme et des pilotes de périphériques du systéme
d’exploitation sont disponibles pour votre produit Lenovo. La Déclaration de garantie Lenovo souligne que
le propriétaire du produit Lenovo (autrement dit vous) est responsable de la maintenance et de la mise a
jour de tous les logiciels et microprogrammes du produit (sauf si lesdites activités sont couvertes par un
autre contrat de maintenance). Votre technicien vous demandera de mettre a niveau vos logiciels et
microprogrammes si ladite mise a niveau inclut une solution documentée permettant de résoudre le
probléme.

¢ Sivous avez installé un nouveau matériel ou de nouveaux logiciels dans votre environnement, consultez
https://serverproven.lenovo.com/ pour vérifier que votre produit les prend en charge.

e Pour plus d’informations sur la résolution d’un incident, accédez a http://datacentersupport.lenovo.com.

— Consultez les forums Lenovo a I’'adresse suivante : https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-
p/sv_eg pour voir si d’autres personnes ont rencontré un probléme identique.

Collecte des informations requises pour appeler le support

Si vous avez besoin du service de garantie pour votre produit Lenovo, les techniciens de maintenance
peuvent vous aider plus efficacement si vous avez les informations a disposition avant de passer votre appel.
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Vous pouvez également accéder a http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup pour plus
d’informations sur la garantie du produit.

Rassemblez les informations suivantes pour les transmettre au technicien de maintenance. Ces données
peuvent aider le technicien de maintenance a trouver rapidement une solution a votre probleme et garantir
que vous receviez le niveau de service attendu du contrat auquel vous avez souscrit.

e Numeéros de contrat de maintenance matérielle et logicielle, le cas échéant

¢ Numeéro de type de machine (identificateur de la machine Lenovo a 4 chiffres)
e Numéro de modele

e Numeéro de série

¢ Niveaux du code UEFI et du microprogramme du systeme

e Autres informations utiles (par exemple, les messages d’erreur et journaux)

Au lieu d’appeler Support Lenovo, vous pouvez accéder a https://support.lenovo.com/servicerequest pour
soumettre une demande de service électronique. L’envoi d’'une demande de service électronique lance la
détermination d’une solution au probléme en fournissant les informations pertinentes disponibles aux
techniciens de maintenance. Les techniciens de maintenance Lenovo peuvent commencer a travailler sur
votre solution dés que vous avez complété et déposé une demande de service électronique.

Collecte des données de maintenance

Pour identifier clairement la cause principale d'un probléme de serveur ou a la demande du support Lenovo,
vous devrez peut-&tre collecter les données de maintenance qui peuvent étre utilisées pour une analyse plus
approfondie. Les données de maintenance contiennent des informations telles que les journaux des
événements et |'inventaire matériel.

Les données de maintenance peuvent étre collectées avec les outils suivants :
¢ Lenovo XClarity Provisioning Manager

Utilisez la fonction de collecte des données de maintenance de Lenovo XClarity Provisioning Manager
pour collecter les données de maintenance du systéme. Vous pouvez collecter les données du journal
systéme existantes ou exécuter un nouveau diagnostic afin de collecter de nouvelles données.

¢ Lenovo XClarity Controller

Vous pouvez utiliser I'interface Web ou CLI du Lenovo XClarity Controller pour collecter les données de
maintenance pour le serveur. Le fichier peut étre enregistré et envoyé au support Lenovo.

— Pour plus d’informations sur I'utilisation de ’interface Web pour la collecte des données de
maintenance, reportez-vous a la section « Téléchargement des données de maintenance » dans la
version de la documentation XCC compatible avec votre serveur a I'adresse https://pubs.lenovo.com/
Ixcc-overview/.

— Pour plus d’informations sur I'utilisation de I’outil CLI pour la collecte des données de maintenance,
consultez la section « commande ffdc » dans la version de la documentation XCC compatible avec
votre serveur a |I'adresse https://pubs.lenovo.com/Ixcc-overview/.

¢ Lenovo XClarity Administrator

Lenovo XClarity Administrator peut étre configuré pour la collecte et I'envoi automatique de fichiers de
diagnostic au support Lenovo lorsque certains événements réparables se produisent dans Lenovo
XClarity Administrator et sur les nceuds finaux gérés. Vous pouvez choisir d'envoyer les fichiers de
diagnostic au Support Lenovo a I'aide de la fonction d'Call Home ou a un autre prestataire de services via
SFTP. Vous pouvez également collecter les fichiers de diagnostic manuellement, ouvrir un enregistrement
de probleme, et envoyer les fichiers de diagnostic au Centre de support Lenovo.
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Vous trouverez d'autres informations sur la configuration de la notification automatique de probléme au
sein de Lenovo XClarity Administrator via http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/
admin_setupcallhome.html.

¢ Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Lenovo XClarity Essentials OneCLI dispose d'une application d'inventaire pour collecter les données de
maintenance. |l peut s'exécuter a la fois de maniére interne et externe. Lors d'une exécution en interne au
sein du systeme d'exploitation hte sur le serveur, OneCLI peut collecter des informations sur le systeme
d'exploitation, telles que le journal des événements du systéme d'exploitation, en plus des données de
maintenance du matériel.

Pour obtenir les données de maintenance, vous pouvez exécuter la commande getinfor. Pour plus
d'informations sur I'exécution de getinfor, Voir https://pubs.lenovo.com/Ixce-onecli/onecli_r_getinfor_
command.

Contact du support

Vous pouvez contacter le support pour vous aider a résoudre un probléme.

Vous pouvez bénéficier du service matériel auprés d’un prestataire de services agréé par Lenovo. Pour
trouver un prestataire de services autorisé par Lenovo a assurer un service de garantie, accédez a https://
datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider et utilisez les filtres pour effectuer une recherche dans
différents pays. Pour obtenir les numéros de téléphone du support Lenovo, voir https://
datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist pour plus de détails concernant votre région.
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Annexe B. Consignes

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits,
logiciels ou services Lenovo non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents
d’annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous a votre partenaire commercial Lenovo.

Toute référence a un produit, logiciel ou service Lenovo n’implique pas que seul ce produit, logiciel ou
service puisse étre utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut étre utilisé, s’il n’enfreint
aucun droit de Lenovo. Il est de la responsabilité de I'utilisateur d’évaluer et de vérifier lui-méme les
installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés
par Lenovo.

Lenovo peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le
présent document. La remise de ce document n’est pas une offre et ne fournit pas de licence sous brevet ou
demande de brevet. Vous pouvez en faire la demande par écrit a I'adresse suivante :

Lenovo (United States), Inc.

8001 Development Drive

Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE « EN L’ETAT » SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE. LENOVO
DECLINE TOUTE RESPONSABILITE, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE AUX INFORMATIONS QUI Y
SONT CONTENUES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES DE NON-CONTREFACON ET
D’APTITUDE A L’EXECUTION D’UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas I'exclusion des
garanties implicites, auquel cas I'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Il est mis a jour périodiquement.
Chaque nouvelle édition inclut les mises a jour. Lenovo peut, a tout moment et sans préavis, modifier les
produits et logiciels décrits dans ce document.

Les produits décrits dans ce document ne sont pas congus pour étre implantés ou utilisés dans un
environnement ou un dysfonctionnement pourrait entrainer des dommages corporels ou le déces de
personnes. Les informations contenues dans ce document n'affectent ni ne modifient les garanties ou les
spécifications des produits Lenovo. Rien dans ce document ne doit étre considéré comme une licence ou
une garantie explicite ou implicite en matiere de droits de propriété intellectuelle de Lenovo ou de tiers.
Toutes les informations contenues dans ce document ont été obtenues dans des environnements
spécifiques et sont présentées en tant qu'illustration. Les résultats peuvent varier selon I'environnement
d'exploitation utilisé.

Lenovo pourra utiliser ou diffuser, de toute maniére qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa
part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les références a des sites Web non Lenovo sont fournies a titre d'information uniquement et n'impliquent en
aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas
partie des éléments du présent produit Lenovo et I'utilisation de ces sites reléve de votre seule
responsabilité.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement
contrdlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de maniére significative selon I'environnement
d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systemes en cours de développement ne sont pas
garanties sur tous les systémes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats
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peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables a
leur environnement d'exploitation.

Marques

LENOVO, THINKSYSTEM, Flex System, System x, NeXtScale System et x Architecture sont des marques de
Lenovo.

Intel et Intel Xeon sont des marques d'Intel Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.
Internet Explorer, Microsoft et Windows sont des marques du groupe Microsoft.
Linux est une marque de Linus Torvalds.

Toutes les autres marques appartiennent a leurs propriétaires respectifs.

Remarques importantes

La vitesse du processeur correspond a la vitesse de I’horloge interne du processeur. D’autres facteurs
peuvent également influer sur les performances d’une application.

Les vitesses de I'unité de CD-ROM ou de DVD-ROM recensent les débits de lecture variable. La vitesse
réelle varie et est souvent inférieure aux vitesses maximales possibles.

Lorsqu’il est fait référence a la mémoire du processeur, a la mémoire réelle et virtuelle ou au volume des
voies de transmission, 1 Ko correspond a 1 024 octets, 1 Mo correspond a 1 048 576 octets et 1 Go
correspond a 1 073 741 824 octets.

Lorsqu’il est fait référence a la capacité de I'unité de disque dur ou au volume de communications, 1 Mo
correspond a un million d’octets et 1 Go correspond a un milliard d’octets. La capacité totale a laquelle
I'utilisateur a accés peut varier en fonction de I’environnement d’exploitation.

La capacité maximale de disques durs internes suppose que toutes les unités de disque dur standard ont été
remplacées et que toutes les baies d’unité sont occupées par des unités Lenovo. La capacité de ces unités
doit étre la plus importante disponible a ce jour.

La mémoire maximale peut nécessiter le remplacement de la mémoire standard par un module de mémoire
en option.

Chague cellule de mémoire a semi-conducteurs a un nombre fini intrinséque de cycles d’écriture qu’elle peut
prendre en charge. Par conséquent, un dispositif SSD peut avoir un nombre de cycles d’écriture maximal
exprimé en total bytes written (TBW). Un périphérique qui excéde cette limite peut ne pas répondre aux
commandes générées par le systéme ou peut ne pas étre inscriptible. Lenovo n’est pas responsable du
remplacement d’un périphérique ayant dépassé son nombre maximal garanti de cycles de programme/
d’effacement, comme stipulé dans les spécifications publiées officielles du périphérique.

Lenovo ne prend aucun engagement et n’accorde aucune garantie concernant les produits non Lenovo.
Seuls les tiers sont chargés d’assurer directement le support des produits non Lenovo.

Les applications fournies avec les produits Lenovo peuvent étre différentes des versions mises a la vente et
ne pas étre fournies avec la documentation compléte ou toutes les fonctions.
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Contamination particulaire

Attention : Les particules aériennes (notamment poussiéres ou particules métalliques) et les gaz réactifs
agissant seuls ou en combinaison avec d'autres facteurs environnementaux tels que I'humidité ou la
température peuvent représenter un risque pour |'unité décrite dans le présent document.

En particulier, des concentrations trop élevées de particules ou de gaz dangereux peuvent endommager
['unité et entrainer des dysfonctionnements voire une panne compléte. Cette spécification présente les seuils
de concentration en particules et en gaz qu'il convient de respecter pour éviter de tels dégats. Ces seuils ne
doivent pas étre considérés ou utilisés comme des limites absolues, car d'autres facteurs comme la
température ou I'humidité de I'air peuvent modifier I'impact des particules ou de I'atmosphére corrosive et
les transferts de contaminants gazeux. En I'absence de seuils spécifiques définis dans le présent document,
vous devez mettre en ceuvre des pratiques permettant de maintenir des niveaux de particules et de gaz
conformes aux réglementations sanitaires et de sécurité. Si Lenovo détermine que les niveaux de particules
ou de gaz de votre environnement ont provoqué I'endommagement de I'unité, Lenovo peut, sous certaines
conditions, mettre a disposition la réparation ou le remplacement des unités ou des composants lors de la
mise en ceuvre de mesures correctives appropriées, afin de réduire cette contamination environnementale.
La mise en ceuvre de ces mesures correctives est de la responsabilité du client.
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Tableau 35. Seuils de concentration en particules et en gaz

Contaminant Seuils

Gaz réactifs Niveau de gravité G1 selon la norme ANSI/ISA 71.04-1985" :

e Le niveau de réactivité du cuivre doit &tre inférieur 2 200 Angstréms par mois (A/mois, gain de
poids = 0,0035 pg/cm? par heure).2

® |e niveau de réactivité de I'argent doit étre inférieur a 200 Angstroms par mois (A/mois, gain de
poids = 0,0035 pg/cm? par heure).3

e |asurveillance de la corrosion gazeuse doit se faire a environ 5 cm (2 pouces) de la fagcade de
I’armoire, c6té prise d’air, au quart et aux trois-quarts de la hauteur du chassis par rapport au
sol ou a un endroit ou la vitesse d’air est bien plus importante.

Particules Les centres de données doivent respecter le niveau de propreté ISO 14644-1 classe 8.
aériennes

Pour les centres de données sans économiseur par rapport a I'air extérieur, le niveau de propreté
ISO 14644-1 classe 8 peut étre atteint a I'aide de I'une des méthodes de filtration suivantes :

e L’air de la piece peut étre filtré en permanence avec des filtres MERV 8.

e | ’air qui entre dans le centre de données peut étre filtré avec des filtres MERV 11 ou de
préférence avec des filires MERV 13.

Pour les centres de données avec modulation d’air, pour satisfaire la norme de propreté ISO
classe 8, le choix des filtres dépend des conditions spécifiques au centre de données.

¢ Le taux d’hygrométrie relative déliquescente de la contamination particulaire doit étre
supérieur a 60 % RH.4.

¢ Les centres de données ne doivent pas contenir de résidus de zinc.®

1 ANSI/ISA-71.04-1985. Conditions environnementales pour les systémes de mesure et de contréle des processus :
contaminants atmosphériques. Instrument Society of America, Research Triangle Park, Caroline du Nord, Etats-
Unis.

2;La dérivation de I’équivalence entre le taux d’augmentation de I’épaisseur du produit par la corrosion en cuivre en
A/mois et le taux de gain de poids suppose que Cu2S et Cu20 augmentent dans des proportions égales.

3 La dérivation de I’équivalence entre le taux d’augmentation de I'épaisseur du produit par la corrosion en argent
en A/mois et le taux de gain de poids suppose que Ag2S est le seul produit corrosif.

4 L’humidité relative de déliquescence de la contamination particulaire est I’humidité relative a partir de laquelle la
poussiére absorbe suffisamment d’eau pour devenir humide et favoriser la conduction ionique.

5 Le niveau de débris en surface est mesuré de maniére aléatoire dans 10 zones du centre de données sur un
disque de 1,5 cm de diamétre de bande adhésive conductrice posée sur un raccord en métal. Si ’examen de la
bande adhésive au microscope électronique ne révéele pas de débris de zinc, le centre de données est considéré
comme exempt de particules de zinc.

Déclaration réglementaire relative aux télécommunications

Ce produit n'est peut-étre pas certifié dans votre pays pour la connexion, par quelque moyen que ce soit,

aux

interfaces des réseaux de télécommunications publics. Des certifications supplémentaires peuvent étre

requises par la loi avant d'effectuer toute connexion. Contactez un représentant Lenovo ou votre revendeur
pour toute question.

Déclarations de compatibilité électromagnétique

Lorsque vous connectez un moniteur a I’équipement, vous devez utiliser les cables congus pour le moniteur
ainsi que tous les dispositifs antiparasites livrés avec le moniteur.

Vous trouverez d’autres consignes en matiere d’émissions électroniques sur :
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https://pubs.lenovo.com/important_notices/

Déclaration BSMI RoHS pour Taiwan

IRAEYMEREER

s/ 0

19 5l
Restricted substances and its chemical symbols

EEJT Unit NE EY EN LR KB
frlead |ZKMercury| $&Cadmium [ Hexavalent |Polybrominated| Polybrominated
(Pb) (Hg) (Cd) chromium biphenyls diphenyl ethers
(Ct*) (PBB) (PBDE)
B @) O O O @) O
HNERER AR O O O 0 @) O
WA S - O O O O O
EREEBRE - O O O @) O
REHEEH - O O O @) O
NTFE LR - O 0 0 @) O
BRI 1R - O 0 0 @) O
BEASH - O 0 0 @) O
BIR - @) @) @) @) 0
RBRE - O 0 0 @) O
BRE+ - O @) @) @) 0
JE R - @) O @) @) @)
AR - @) O @) @) @)

BE3. " - RIEZERBYESRIRIER -

Note3 : The “-“indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

BEL "EBH01wt%” K "EH0.01wt%" RIERAVEZAENEZEBEANLEZEEERE -
Note1 : “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content
of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

BE2. O GEZERAYMEZBN LS EARABHENLESEBEEE -

Note2 : “O “indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the
percentage of reference value of presence.

Informations de contact pour I'importation et I'exportation de Taiwan

Des contacts sont disponibles pour les informations d'importation et d'exportation de Taiwan.

ZHF/EONERHE. 2B BRIRKRRIRNBRAE

Ot 51 ER =i 66 5k 8 12
# [ gEFE: 0800-000-702
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